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Lista de abreviaturas

CA corriente alterna

cC corriente directa

CD-ROM  Compact Disc - Read Only Memory (disco compacto de almacenamiento sin permisos
de acceso)

EFUP Environment-Friendly Usage Period (periodo de uso medioambiental 6ptimo)

GB gigabyte

I/O entrada y salida

ID identificacion

P International Protection (grado de proteccion)

LCD liquid-crystal display (pantalla de cristal liquido)

LED diodo emisor de luz (del inglés, light-emitting diode)

MIA analisis de impedancia mecanica

N/A no se aplica

OEM original equipment manufacturer (fabricante del equipo original)

PC computadora/ordenador personal

PC emision y recepcion (E-C)

SD secure digital (tarjeta)

SPC control estadistico de procesos (del inglés, statistical process control)

USB universal serial bus

VCA voltios de corriente alterna

VGA video graphics array (adaptador grafico de video)
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Informacién importante: léala antes de usar el producto

Uso previsto

El instrumento BondMaster 600 han sido desarrollado para efectuar analisis no
destructivos de materiales industriales y comerciales.

A ADVERTENCIA

Utilice el instrumento BondMaster 600 tinicamente para su uso previsto.
Nunca debe ser usado para inspeccionar o examinar partes del cuerpo en humanos o
animales.

Manual de instrucciones

El presente manual de instrucciones contiene informacion esencial sobre el uso seguro
y eficaz de este producto. Antes de utilizar este producto, lea minuciosamente

el presente manual de instrucciones. Utilice el producto tal como se indica en

las instrucciones. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro y
accesible.

Informacion importante: léala antes de usar el producto 11
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| IMPORTANTE |

Puede que algunos detalles de los componentes, que se ilustran en este manual,
difieran de aquellos instalados en su instrumento. No obstante dicha diferencia,
los principios operativos permanecen invariables.

Compatibilidad del instrumento

El instrumento debe ser utilizado s6lo con los accesorios auxiliares provistos por
Evident. El equipamiento provisto y aprobado para su uso por Evident se describe
mas adelante en el presente manual.

A ATENCION

Utilice siempre los productos y los accesorios que cumplan con las especificaciones de
Evident. El uso de accesorios incompatibles con el instrumento podria causar
disfunciones o dafios internos en él y, también, lesiones corporales en el usuario.

Reparaciones y modificaciones

Este instrumento no contiene ninguna pieza cuyo mantenimiento o reparacion pueda
ser realizada por el usuario. De desmontar o abrir el instrumento, la garantia sera
anulada.

A ATENCION

Para evitar dafos corporales o materiales, no intente desmontar, modificar o reparar
el instrumento.

12
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Simbolos de seguridad

Los simbolos de seguridad a continuacion pueden aparecer en el instrumento y en
la documentacion suministrada:

A Simbolo de advertencia general

Este simbolo indica la posibilidad de un peligro. Todos los mensajes de seguridad
que siguen a este simbolo deben respetarse para evitar posibles lesiones
corporales o dafios materiales.

A Simbolo de advertencia de alta tension

Este simbolo indica la posibilidad de un peligro de descarga eléctrica superior a
1000 voltios. Todos los mensajes de seguridad que siguen a este simbolo deben
respetarse para evitar posibles lesiones.

Sefales y términos de seguridad

Las sefiales y los términos de seguridad a continuacién pueden aparecer en
la documentacion del instrumento:

A PELIGRO

El término de seguridad PELIGRO indica un peligro inminente. Este llama la atencién
sobre un procedimiento, una utilizacién o una condicion similar que, de no seguirse o
respetarse adecuadamente, puede causar una lesion corporal grave o, incluso,

la muerte. No proceda mas alla del término de seguridad PELIGRO hasta que

las condiciones indicadas hayan sido perfectamente comprendidas y cumplidas.

A ADVERTENCIA

El término de seguridad ADVERTENCIA indica un peligro potencial. Este llama

la atencién sobre un procedimiento, una utilizacién o una condicién similar que, de
no seguirse o respetarse adecuadamente, podria causar una lesién corporal grave o,
incluso, la muerte. No proceda mas alla del término de seguridad ADVERTENCIA
hasta que las condiciones indicadas hayan sido perfectamente entendidas y
cumplidas.

Informacion importante: léala antes de usar el producto 13



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

A ATENCION

El término de seguridad ATENCION indica un peligro potencial. Este llama

la atencion sobre un procedimiento, una utilizacién o una condicion similar que, de
no seguirse o respetarse adecuadamente, podria causar una lesiéon corporal menor o
moderada, un dafo al material (especialmente al producto), la destruccion

del producto o de una de sus partes, o la pérdida de datos. No proceda mas alla

del término de seguridad ATENCION hasta que las condiciones indicadas hayan sido
perfectamente entendidas y cumplidas.

Términos de prevencion

Los términos de prevencién a continuacion pueden aparecer en la documentacion
suministrada con el instrumento:

[ IMPORTANTE |

El término de prevenciéon IMPORTANTE llama la atencién sobre una nota que
contiene informacién importante o esencial para el cumplimiento de una tarea.

| NOTA |

El término de prevencién NOTA llama la atencion sobre un procedimiento,
una utilizacién o una condicion similar que requiere de especial atencidon. Asimismo,
indica una informacién complementaria que es ttil, pero no imperativa.

| CONSEJO |

El término de prevenciéon CONSEJO llama la atencién sobre un tipo de nota que
ayuda a aplicar las técnicas y los procedimientos descritos en el manual para
satisfacer necesidades especificas, u ofrece un consejo sobre la manera mas eficaz de
utilizar las funciones del producto.

14  Informacion importante: 1€éala antes de usar el producto
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Seguridad

Antes de encender el instrumento, verifique que se hayan tomado las precauciones de
seguridad apropiadas (ver las advertencias a continuacion). Asimismo, preste
atencion a las marcas externas que aparecen en el instrumento, y que son descritas en
la secciéon «Simbolos de seguridad».

Advertencias

A ADVERTENCIA

Advertencias generales

Lea detenidamente las instrucciones contenidas en este manual de instrucciones
antes de encender el instrumento.

Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para toda referencia
ulterior.

Siga los procedimientos de instalacién y de funcionamiento.

Respete escrupulosamente las advertencias de seguridad indicadas en
el instrumento y en el manual de instrucciones.

Si las especificaciones de uso del fabricante no son respetadas, la proteccién
provista por el instrumento podria ser alterada.

No instale piezas de sustitucion, ni efectiie modificaciones no autorizadas en
el instrumento.

Las instrucciones de reparacion, si hubiesen, se dirigen s6lo al personal técnico
calificado. Para evitar riesgos de descargas eléctricas, no intente efectuar
reparaciones ni trabajos de mantenimiento en el instrumento a menos que esté
calificado para hacerlo. De presentarse un problema o si tiene dudas respecto

al instrumento pdngase en contacto con Evident o un representante autorizado de
Evident.

No toque los conectores directamente con las manos; De lo contrario, podria
producirse una disfuncién en el instrumento o un riesgo de carga eléctrica.

No permita que objetos extrafios o metalicos penetren en el instrumento a través
de los conectores u otras aberturas. De lo contrario, podria producirse una
disfuncién en el instrumento o un riesgo de carga eléctrica.

Informacion importante: léala antes de usar el producto 15
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A ADVERTENCIA

Advertencias relativas a la electronica

El instrumento debe estar conectado solamente al tipo de fuente de energia que indica
la etiqueta de clasificacion.

A ATENCION

Evident no garantiza la seguridad eléctrica del instrumento si se utilizan cables
exentos de aprobacién por Evident para la conexion de la fuente de alimentacion.

Precauciones relativas a la(s) bateria(s)

A ATENCION

Antes de hacer uso de una bateria, verifique las normas, leyes o reglas
relacionadas con el uso de baterias de su localidad y cumpla con ellas
adecuadamente.

El transporte de las baterias de iones de litio es regulado por las Naciones Unidas
bajo las Recomendaciones relativas al transporte de mercancias peligrosas.

Se espera que los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y otros
organismos internacionales cumplan con los principios establecidos de dichas
regulaciones para garantizar la armonizacién en este ambito. Las organizaciones
internacionales que intervienen son, entre otras, la Organizacion de Aviacion
Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Asociacion Internacional de
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la Organizacion Maritima
Internacional (IMO, por sus siglas en inglés), Departamento de Transporte de

los Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés), el Ministerio de
Transportes de Canada (TC), entre otros. Péngase en contacto con la agencia
operadora de transporte y confirme las regulaciones en vigor antes de hacer
transportar baterias de iones de litio.

Solamente en California (EE. UU.):

Puede que el instrumento contenga una bateria CR. Debido a que éstas se
componen de perclorato, deben se manipuladas con precaucion. Para obtener

16
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mayor informacion visite la pagina
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

e No abra, aplaste o perfore las baterias; de lo contrario, podria causar dafios
eléctricos en la unidad o danos corporales.

* No incinere las baterias. Mantenga las baterias alejadas del fuego o de otras
fuentes de calor extremo. Si las baterias son expuestas al calor extremo
(por encima de los 80 °C) pueden explotar y producir lesiones corporales.

e No permita que las baterias se caigan, se golpeen o se usen en forma abusiva.
Esto podria provocar la exposicion del contenido corrosivo y explosivo de
las celdas.

* No ponga en cortocircuito los terminales de las baterias. Un cortocircuito puede
causar dafios serios en las baterias, incluso volverlas inutilizables.

* No exponga las baterias a la humedad ni a la lluvia; de lo contrario, podria
producir un cortocircuito.

e Utilice solo el instrumento BondMaster 600 o un cargador externo aprobado por
Evident para cargar las baterias.

* Asimismo, utilice solamente las baterias suministradas por Evident.

* No almacene ninguna bateria que tenga menos del 40 % de su capacidad de carga
restante. Recargue las baterias entre un 40 % y un 80 % de su capacidad antes de
almacenarlas.

* Durante su almacenamiento, mantenga la carga de la bateria entre un 40 % y
un 80 % de su capacidad.

* No deje las baterias dentro del instrumento BondMaster 600 si necesita
almacenarlo.

Reglamento para el envio de productos con baterias de iones de litio

[ IMPORTANTE |

Cuando envie una bateria de iones de litio, asegtirese de respetar las regulaciones de
transporte de su localidad.

Informacion importante: léala antes de usar el producto 17
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A ADVERTENCIA

Las baterias dafiadas no pueden ser enviadas por medios de transporte normales.
NO envie baterias dafiadas a Evident. Contacte con su representante local Evident o
con los profesionales de servicio y practicas adecuadas de eliminacién de materiales.

Eliminacion del instrumento

Antes de desechar el instrumento BondMaster 600, verifique las normas, leyes o
regulaciones de su localidad y cumpla con ellas adecuadamente.

BC (cargador de bateria: Regulaciones de California, Comunidad
estadounidense)

La marca BC indica que este producto ha sido probado y cumple con
las Regulaciones para Aparatos Eficientes tal como se expresa en

el Cdédigo de Regulaciones de California, Titulo 20, desde la

Seccién 1601 hasta la Seccion 1608 para los Sistemas de Carga de
Baterias. El cargador de bateria interno integrado en el instrumento ha
sido probado y certificado en conformidad con los requisitos de

la Comision de Energia de California; este instrumento se encuentra
listado en la base de datos CEC (T20), disponible en linea.

CE (Comunidad europea)

Este instrumento cumple con los requisitos de la directiva 2014/30/UE
c € relativa a la compatibilidad electromagnética, la directiva 2014/35/UE

relativa a la baja tension y la directiva 2015/863 que modifica la

2011/65/UE relativa a la restriccién de sustancias peligrosas (RoHS).

La marca CE es una declaracion que especifica la conformidad del

producto con todas las directivas aplicables de la Comunidad Europea.
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UKCA (Reino Unido)

UK
cA

Este instrumento cumple con los requisitos de las Regulaciones de
compatibilidad electromagnética de 2016, las Regulaciones (de
seguridad) de instrumentos eléctricos de 2016 y las Regulaciones de
restriccion del uso de ciertas sustancias peligrosas en instrumentos
eléctricos y electrénicos de 2012. La marca UKCA indica que

el producto es conforme con los estandares previamente mencionados.

RCM (Australia)

La etiqueta con la marca de cumplimiento normativo (RCM) indica
que el producto cumple con todos los estandares aplicables y cuenta
con la certificacion de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y
Medios de informacién (Australian Communications and Media
Authority [ACMAY]) para su comercializacién en el mercado
australiano.

Directiva RAEE

En conformidad con la directiva europea 2012/19/UE sobre

los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE),

este simbolo indica que este producto no puede ser desechado junto
con los residuos domésticos, sino que debe ser objeto de una recogida
y un reciclado por separado. Péngase en contacto con el distribuidor
Evident de su localidad para obtener mas informacién sobre los puntos
de recogida y reciclado disponibles.
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China RoHS

El término China RoHS es utilizado en la industria para referirse a la legislacion
implementada por el Ministerio de la Industria de la Informacion (MII) de

la Republica Popular de China para el control de la polucién/contaminacién de
los productos electrénicos de informacion.

La marca China RoHS indica el periodo de uso medioambiental

optimo (EFUP, por sus siglas en inglés). Es decir, la cantidad de
15 anos durante los cuales las sustancias reguladas por esta directiva

no presentaran fugas o deterioro quimico en el producto.

El periodo de uso medioambiental éptimo del BondMaster 600 ha

sido determinado a 15 afios.

Nota: el uso medioambiental 6ptimo no debe ser interpretado

como el periodo durante el cual la funcionalidad y el rendimiento

del instrumento estan garantizados.
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Comision Coreana de Comunicaciones (KCC)

con el uso de equipos electromagnéticos en areas de trabajo de oficina
(clase A) y, también, fuera de casa. Este instrumento cumple con
las disposiciones de las normas de Corea.

El cédigo MSIP para este producto es: MSIP-REM-OYN-B600.

[E Se informa al vendedor y al usuario que este producto es compatible

o) 171 Qg BANN AT BHOE ARYHAE WE 2N 1S B
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Conformidad con la directiva CEM (EMC)

Este instrumento genera y usa energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa
correctamente (es decir, en estricto cumplimiento de las instrucciones del fabricante),
puede provocar interferencias. Las pruebas efectuadas en el BondMaster 600 ponen
en manifiesto su adecuacién a los limites estipulados relativos a un instrumento
industrial, conforme a la directiva EMC.
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Conformidad con la directiva FCC (EE. UU.)

| NOTA |

Las pruebas han permitido establecer que este producto es conforme a los limites
impuestos para los aparatos digitales de la clase A en virtud del Apartado 15 de

la Norma de la Federal Communications Commission (FCC). Estos limites estan
destinados a proporcionar una proteccion suficiente contra las interferencias nocivas en
instalaciones comerciales. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energia de
radiofrecuencia y, si no es instalado o utilizado adecuadamente segtin las instrucciones
del manual, puede provocar interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. El uso de
este producto en entornos residenciales podria causar interferencias nocivas, debera
tomar las medidas necesarias para corregirlas a su propio cargo.

| IMPORTANTE |

Los cambios o las modificaciones, que no hayan sido expresamente aprobados por
la parte encargada del cumplimiento de las regulaciones, podrian anular la
autorizacion del usuario para utilizar el producto.

Declaracion de conformidad FCC del proveedor

Se declara que el producto:
Nombre del producto: BondMaster 600
Modelo: BondMaster 600-MR/BondMaster 600-CW
Es conforme a las siguientes especificaciones:
Norma FCC, Parte 15, Subparte B, Seccion 15.107 y Secciéon 15.109.

Informacion adicional:

Este instrumento cumple con el Apartado 15 de la Norma de la Federal
Communications Commission (FCC). Su funcionamiento esta sujeto a
las siguientes dos condiciones:

(1) Este instrumento no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este instrumento debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso
aquellas que podrian causar un funcionamiento indeseado.
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Nombre de la parte responsable:
EVIDENT SCIENTIFIC INC.

Direccidn:
48 Woerd Avenue, Waltham, MA 02453, EE. UU.

Numero de teléfono:
+1 781-419-3900

Conformidad ICES-001 (Canada)

Este aparato digital de Clase A cumple con la norma canadiense ICES-001.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme a la norme NMB-001 du Canada.
Informacién sobre la garantia

Evident garantiza que su producto, tanto a nivel del material como de la fabricacion,
estara exento de todo defecto durante el periodo y segtin las condiciones especificadas
en los Términos y Condiciones disponibles (sélo en inglés) en
https://www.olympus-ims.com/es/terms/.

Esta garantia Evident cubre solamente el producto utilizado correctamente, tal como
se describe en el presente manual del usuario, y que no haya sido sujeto a uso
excesivo ni intento de reparacién o modificacién no autorizada.

Después de recibir la unidad, verifiquela cuidadosamente para constatar toda
evidencia de dafio externo o interno que haya podido ser ocasionado durante

el transporte. De ser éste el caso, hagaselo saber inmediatamente al transportista que
efecttia el envio, ya que generalmente €l es el responsable de tales danos.

Conserve el material de embalaje, los conocimientos de embarque y los documentos
relativos al transporte para apoyar todo reclamo de indemnizacién. Después de
notificar al transportista de todo dafio, contacte con Evident para asistirlo en

el reclamo de indemnizacion y, de ser necesario, reemplazar el producto.
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El objetivo de este manual es intentar explicar el funcionamiento apropiado

del producto Evident. Sin embargo, la informacion contenida en el presente
documento debe considerarse solamente como un complemento profesional y no
debe usarse en aplicaciones particulares sin la verificacién o control independiente
del operador o supervisor. Dicha verificacién independiente de los procedimientos se
vuelve mas importante conforme aumenta la importancia de la aplicacion. Por esta
razon, Evident no garantiza — de forma expresa o implicita— que las técnicas,

los ejemplos o los procedimientos descritos en el presente documento correspondan a
las normas de la industria o respondan a las exigencias de una aplicaciéon en
particular.

Evident se reserva el derecho de modificar todo producto sin ser tenido responsable
de modificar los productos previamente fabricados.

Servicio técnico

Evident se compromete a brindar un servicio de atencion y un servicio técnico

al cliente de la mas alta calidad. Si experimenta dificultades al usar el instrumento o si
éste no funciona como descrito en la documentacién, le recomendamos primero
consultar el manual del usuario. Si, después de la consulta, no puede resolver el
problema, contacte con nuestro servicio de posventa. Para ubicar el centro de servicio
mas cercano, visite la pagina Centro de servicios en el cibersitio Evident Scientific.
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Introduccion

Este manual del usuario brinda las instrucciones basicas de operacién para

el controlador de adherencia en materiales compuestos BondMaster 600. Este ltimo
utiliza ondas acusticas y ultrasonoras para detectar defectos en las superficies de
varios tipos de materiales compuestos. Ver la Figura i-1 en la pagina 25.

La informacion del manual esta organizada para explicar la tecnologia, los detalles de
seguridad, el hardware (instrumentacién) y el software del equipo BondMaster 600.

OIYMBUS

=] =
N

Figura i-1 BondMaster 600
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1. Componentes

El BondMaster 600 esta disponible en dos modelos:

e B600: unidad basica que presenta todos los modos de emision-recepcion
(pitch-catch)

e B600M: unidad de multiples modos, incluyendo los modos de emisién-recepcién
(pitch-catch), analisis de la impedancia mecanica (MIA) y resonancia.

Antes de utilizar el equipo BondMaster 600 por primera vez, es necesario verificar
el contenido de la maleta de transporte para asegurarse de que ningtin elemento falte
o se encuentre dafado.

1.1  Desembalaje

Al desembalar la caja de carton, verifique todo su contenido. Tanto la caja de carton
como su contenido deben ser verificados para identificar sefiales potenciales de
dafios, que hayan podido producirse durante el envio. De constatar algin dafio,
contacte con la compania de transporte y conserve el material dafiado hasta que
uno de sus representantes efecttie la verificacion correspondiente.

Todos los accesorios, excepto el cargador/adaptador de bateria y los accesorios
externos, son instalados en el equipo BondMaster 600 antes de su envio.

Verifique la presencia de cada elemento contenido en la caja de cartdn, gracias a

la lista de expedicion, para asegurarse de haber recibido todos los accesorios
solicitados.
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1.2 Inspeccion inicial

Después de desembalar el equipo BondMaster 600 y de haber controlado la presencia
de cada elemento con ayuda de la lista de expedicién, es necesario efectuar
una inspeccion visual y un ensayo de operacion basico del equipo:

Para efectuar una inspeccion inicial

1. Verifique la presencia de dafios, a nivel del disefio y de la estructura, en el equipo
y en el embalaje.

2. Encienda el equipo BondMaster 600.

3. Permita que el BondMaster 600 efecttie la autoevaluacion de encendido
«Power-On Self Test».

4. Asegurese de que el mensaje de inicio («Sign-On») aparezca en la pantalla.
1.3  Contenido de la maleta de transporte

El equipo BondMaster 600 es suministrado con varios accesorios claves (ver
la Figura 1-1 en la pagina 29):
e Certificacion de calibracion (N.2 de referencia: B600-CERT [U8010093]).

* (Cargador/adaptador (N.2 de referencia: EP-MCA-X). El cardcter «X» hace
referencia al tipo de cable de alimentacion de corriente alterna (CA).
Ver la Tabla 16 en la pagina 252.

e (Cable de alimentacion de corriente alterna (CA)
* Maleta de transporte (N.2 de referencia: 600-TC [U8780294]).

®  Guia de inicio rapido (N.° de referencia: DMTA-10044-01XX).
El caracter «XX» hace referencia al idioma.
Consulte la Tabla 16 en la pagina 252 para obtener los nimeros de referencia.

* Manual del usuario BondMaster 600 y software de interfaz para PC incluido en
el CD-ROM (N.¢ de referencia Evident: B600-CD [U8141002]).

e Tarjeta de memoria microSD de 2GB (N.? de referencia: MICROSD-ADP-2GB
[U8779307])

e (Cable de comunicacion USB (N.? de referencia: EPLTC-C-USB-A-6 [U8840031])

* Bateria de iones de litio recargable para la serie de productos 600; 10,8 V, 6,8 Ah,
73 Wh (N.2 de referencia: 600-BAT-L-2 [U8760058]).

e Portabaterias de 8 pilas con conector (N.2 de referencia: 600-BAT-AA [U8780295]).
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* (Cable para el modo pitch-catch y MIA del equipo BondMaster 600 — 3,3 m de
longitud, conectores de 11pines a 11pines (N.? de referencia: SBM-CPM-P11
[U8800058]).

* Cable para el modo de resonancia del equipo BondMaster 600 — 1,8 m de
longitud, conectores de 11 pines a 6 pines (N.? de referencia: SBM-CR-P6
[U8800059]).

¢ Correa de mufieca instalada de fabrica en la parte lateral izquierda
del BondMaster 600. N.2 de referencia 38DLP-HS [U8779371].

Manual del usuario BondMaster 600 y
programa de interfaz en el CD-ROM.

Guia rapida del usuario y certificacion
de calibracion

—

Cable de
alimentacion de CA 'y
cable de sonda

Bateria de Li-ion

Tarjeta de memoria
microSD y cable USB
para PC

Cargador/adaptador

BondMaster 600

Maleta de transporte ——
(puede diferir seglin
el modelo)

Figura 1-1 Contenido de la maleta de transporte

En la seccién «Accesorios, piezas de reemplazo y actualizaciones» en la pagina 251 se
listan los accesorios opcionales y disponibles que ofrece Evident.
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2. Presentacion del equipo BondMaster 600

Este capitulo brinda una breve presentacion del controlador de adherencia en
materiales compuestos BondMaster 600. Ademas, éste explica las funciones
principales y todos los requisitos basicos de operacion.

21  Principios operativos y técnicas de ensayos

El BondMaster 600 es un equipo de inspeccion versatil, capaz de operar en diferentes
modos (mediante diferentes técnicas) para controlar varios tipos de materiales
compuestos y asegurar su integridad estructural. Este equipo permite garantizar

la inexistencia o existencia de pérdidas de adherencia o deslaminacion.

Debido a los diferentes modos de operacion, existen varios tipos de sondas con
diversas configuraciones estructurales que permiten analizar un objeto y adaptarse a
su geometria adecuadamente. Es posible crear y producir sondas personalizadas
seglin un tipo especifico de aplicacion. El BondMaster 600 es un equipo ligero y
portatil. Puede ser operado por una bateria interna o mediante una fuente de
alimentacion de corriente alterna (CA) de 90 V a 240 V, con una frecuencia de 50 Hz
0 60 Hz.

En todos los diferentes modos de operacion del equipo BondMaster 600 (utilizando
un rango de sondas), la corriente alterna genera oscilaciones en los cristales
piezoeléctricos de las sondas. Segtn el modo de inspeccion, las oscilaciones de

los cristales pueden causar vibraciones que son utilizadas de diferentes maneras
mientras son transferidas a través del espécimen de inspeccion.

Con la técnica pitch-catch (para todos los modos de inspeccién), las oscilaciones de
los cristales emiten vibraciones en la membrana «virtual», que es causada por

la pérdida de adherencia en una secciéon del material compuesto. Los defectos por
pérdida de adherencia reaccionan como una membrana que vibra con mayor facilidad
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al ser comparada con el resto de la estructura adherida. La membrana responde con
mayor facilidad a las vibraciones inducidas y genera oscilaciones de mayor amplitud
a diferencia del material circundante.

La deteccién de los defectos con la técnica pitch-catch (emision y recepcidn) se ejecuta
al detectar una mayor amplitud de oscilacion en el cristal receptor. Con los modos de
ensayo RF e IMPULSE de la técnica pitch-catch (ensayo de frecuencia fija), es posible
detectar las pérdidas de adherencia de superficie cercana o lejana. El modo de ensayo
IMPULSE aplica un filtro de envolvente para recibir las sefiales. El nombre
«IMPULSE» (IMPULSO) proviene de los productos anteriores BondMaster. El modo
de ensayo «<SWEPT» (BARRIDO) de la técnica pitch-catch, actia de manera diferente.
Este efecttia escaneos de barrido con un rango de frecuencias mas adecuadas para
las variaciones de espesor en los hipersustentadores o estabilizadores de avion.

El modo de ensayo SWEPT de la técnica pitch-catch también se aplica muy bien a

los materiales de ntcleo alveolar (nticleo en forma de panal de abeja).

Con la técnica de analisis de impedancia mecanica (MIA) y de resonancia,

las oscilaciones generadas por el cristal emisor de la sonda son transferidas

al espécimen de inspeccién pero de un manera mas potente (rigida). La sonda utiliza
las oscilaciones del espécimen para determinar los cambios en la impedancia
mecanica, en lugar de utilizar las vibraciones de membrana como con la técnica pitch-
catch y sus modos.

Con la técnica MIA, la impedancia mecanica es detectada mediante los movimientos
limitados de un cristal receptor, que se encuentra en un circuito de desplazamiento
mecdnico. El cristal receptor es acoplado al espécimen de inspeccion mediante un eje
solido (punta de la sonda). El lado opuesto del cristal receptor es acoplado al cristal
emisor mediante un material semieldstico. Por consiguiente, el cristal receptor se
encuentra mas limitado o menos limitado segtin los cambios de impedancia mecanica
del espécimen de inspeccion. Al detectar un defecto, la punta de la sonda oscila con
mayor libertad y el cristal receptor estd expuesto a una presion mecanica mas baja,
generando una tension de amplitud mas débil que es detectada por el equipo.

Sin embargo, si el espécimen de inspeccién cuenta con una mayor impedancia
mecanica (por ejemplo: reparaciones por moldeo en compuestos alveolares),

el movimiento del cristal receptor serd mas limitado. Esto aumenta las sefales de
presion y amplitud en el cristal receptor. Por ello, la técnica MIA es un excelente
método para identificar reparaciones por moldeo o nticleos comprimidos en

los materiales compuestos alveolares (panales de abeja). Normalmente, la técnica
MIA permite detectar pérdidas de adherencia mas pequefias que la técnica pitch-catch.

La técnica de resonancia, como la técnica MIA, también puede ser utilizada para
monitorizar la impedancia mecanica del espécimen bajo inspeccion. Es importante
decir que el término «resonancia» puede ser malinterpretado, ya que éste hace
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referencia a la resonancia de la sonda y no a la resonancia de la pieza. Con la técnica
de resonancia, el cristal de la sonda esta acoplado a componentes electrénicos pasivos
que forman un filtro de resonancia. Ese monocristal debe encontrarse acoplado

al espécimen de inspeccién gracias a un acoplante de baja viscosidad. Debido a que
dicho cristal forma parte del circuito de resonancia, cualquier cambio en

la impedancia eléctrica afectara el punto de resonancia (fase y amplitud).

La impedancia eléctrica del cristal es afectada por la impedancia mecanica

del espécimen de inspeccién que se encuentra acoplado al cristal durante el ensayo de
resonancia. Los cambios en la impedancia mecanica ocurren cuando existen pérdidas
de adherencia o deslaminacion entre pliegues. Cualquier cambio en la impedancia
mecanica de la pieza es reflejado en la amplitud y fase que se muestra en la pantalla
del equipo. El modo de resonancia es utilizado normalmente para detectar

las pérdidas de adherencia entre metal y metal y la deslaminacion entre pliegues.

En los compuestos formados por fibra o fibra de vidrio, la ubicacion de los defectos
pueden ser estimados gracias a la deflexion de fase en la pantalla del equipo.

2.2 Conectores

La Figura 2-1 en la pagina 34 ilustra las conexiones del equipo BondMaster 600 junto
con el cargador/adaptador, la tarjeta de memoria microSD y el PC.
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Toma de corriente CC

—Fe

| & Tarjeta de
EP-MCA-X———— D 1| = — memoria
cargador/adaptador % microSD
&
MM ®
L
T USB para PC
Para la toma PR
de =l
alimentacion

Cable de alimentacion de corriente alterna (CA)

Figura 2-1 Conexiones BondMaster 600

A ADVERTENCIA

Utilice solamente el cable de alimentacion de CA suministrado con el equipo
BondMaster 600, a menos que exista una especificacion contraria en el manual.

El uso de un cable de alimentacién no autorizado podria producir dafos en el equipo
o lesiones corporales graves.

El conector de la fuente de alimentacion de CC (DC power) y el conector de la sonda
(PROBE) se encuentran ubicados en la parte superior del equipo BondMaster 600.
Ver la Figura 2-2 en la pagina 35.

34  Capitulo 2



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

Simbolo de advertencia Conector de alimentacion de CC

Conector de sonda PROBE

Figura 2-2 Parte superior del equipo y conectores

A ATENCION

No coloque ni permita que ningiin objeto extrafo ingrese a través de los conectores
u otro tipo de abertura; de lo contrario, podria producir un cortocircuito o

una disfuncién. Para evitar riesgos de cortocircuito/descarga eléctrica, no toque

los conductores interiores del conector de sonda (PROBE). Este puede contener hasta
80 V.

El puerto (conector) USB y la ranura de la tarjeta de memoria microSD estan ubicados
en la parte lateral derecha del equipo BondMaster 600. Estos estan cubiertos por
la tapa del compartimiento de entrada/salida (I/O). Ver la Figura 2-3 en la pagina 36.
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Tapa
del compartimiento
de entrada y salida

Ranura de |a tarjeta
de memoria microSD

Tarjeta de memoria
microSD

Puerto USB

Figura 2-3 Conectores detras de la tapa del compartimiento
de entrada y salida (I/O)

Los conectores de entrada y salida (I/O) y de salida VGA estan ubicados en la parte
posterior superior del equipo BondMaster 600 (ver la Figura 2-4 en la pagina 37). Las
cubiertas protectoras de caucho cubren, respectivamente, cada uno de los conectores.
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Conector de salida VGA

Conector de entrada y salida (I/O)

Figura 2-4 Conectores de entrada y salida (I/O) y de salida VGA

Requisitos de energia

El BondMaster 600 ha sido fabricado para ser utilizado mediante tres métodos de
suministro de energia:

e Utilizando directamente el cargador/adaptador BondMaster 600
e Utilizando la bateria de iones de litio interna

e Utilizando el portabaterias opcional de baterias (pilas) alcalinas

Pulse la tecla de encendido (d)) para activar el equipo BondMaster 600 (ver

la Figura 2-5 en la pagina 38). Al pulsar la tecla una sola vez, se produce un pitido
inicial. Después de escuchar este indicador actstico, la pantalla de inicio aparecera y
transcurridos cinco minutos, aproximadamente, se escuchara un segundo pitido.
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Figura 2-5 Ubicacion de la tecla de encendido y del indicador luminoso

del BondMaster 600

231  Cargador/adaptador

El cargador/adaptador del BondMaster 600 es suministrado con cada unidad.
Este representa el primer método para suministrar energfa al BondMaster 600, sin o
con las baterias instaladas. Asimismo, es util para cargar las baterias recargables de
iones de litio cuando estas se encuentran instaladas en el equipo. El indicador
luminoso del cargador/adaptador, que se encuentra ubicado en la parte frontal
del equipo, indica el estado actual del cargador/adaptador (ver la Figura 2-5 en la

pagina 38 y la Figura 2-6 en la pagina 38).

-
¥

Figura 2-6 Indicador luminoso del cargador/adaptador ubicado
en la parte frontal del equipo

38

Capitulo 2



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

A ADVERTENCIA

Utilice solamente el cable de alimentacion suministrado con el equipo

BondMaster 600, a menos que exista una especificacion contraria en el manual.

El uso de un cable de alimentacién no autorizado podria producir dafos en el equipo
o lesiones corporales graves.

A ADVERTENCIA

El cargador/adaptador del BondMaster 600 (N.° de referencia: EP-MCA-X) ha sido
fabricado para alimentar el equipo BondMaster 600 y cargar solamente la bateria de
iones de litio (N.? de referencia: 600-BAT-L-2 [U8760058]).

No intente cargar ningun otro tipo de bateria, como las baterias alcalinas, mediante
el portabaterias (N.° de referencia: 600-BAT-AA [U8780295]); tampoco intente utilizar
otro tipo de cargador/adaptador. De lo contrario podria producir una explosion y, por
ende, lesiones corporales. No alimente o intente cargar otro equipo electrénico con

el cargador/adaptador (N.? de referencia: EP-MCA-X), a menos que lo contrario esté
especificamente indicado en el manual del usuario.

El uso indebido del cargador/adaptador podria producir una explosion de la bateria o
del equipo cuyo resultado presume lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Para conectar el cargador/adaptador

1. Conecte el cable de alimentacién de CA al cargador/adaptador y a una toma de
tension apropiada. Ver la figura Figura 2-7 en la pagina 40.
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Conector de alimentacion de CC

)
Sdd ® o
E | ———— Cargador/adaptador EP-
% MCA-X
&
e B B B B ﬂ
1
Cable dg alimentacion de .~  Paralatomade
corriente alterna (CA) . L‘ alimentacion

Figura 2-7 Conexion del cargador/adaptador

2. Levante la cubierta de goma que cubre el conector de CC. Esta se encuentra en
la parte superior del equipo BondMaster 600.

3. Después, conecte el cable alimentacién de CC del cargador/adaptador en
el conector de alimentacién de CC. Este se encuentra en la parte superior
del equipo BondMaster 600. Ver la Figura 2-8 en la pagina 41.
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Cable de alimentacion de CC
ﬂ del cargador/adaptador

Conector de alimentacion
de CC (cubierta de goma
no ilustrada)

Figura 2-8 Conexion del cable de alimentacion de CC

La Tabla 1 en la pagina 41 explica los indicadores relativos al estado de potencia
del cargador/adaptador y a la condicién de carga de la bateria. Estos son visibles en
la parte superior del panel frontal del equipo y, también, en la interfaz del usuario.

Tabla 1 Indicador de cargador/adaptador e indicador de bateria

Indicador Cable de
luminoso de alimentacion e T e T Indicador de
cargador/ de CA Significado(s) del indicador bateria
adaptador conectado
Rojo St La bateria esta cargando
dentro del equipo. S
Desactivado No El cargador/adaptador no esta =
conectado. 4%
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Tabla 1 Indicador de cargador/adaptador e indicador de bateria (continuacion)

Indicador Cable de
luminoso de alimentacion N g Indicador de
B de CA Significado(s) del indicador bateria
adaptador conectado
Verde Si La bateria interna (instalada)
estd completamente cargada. ~+

O

El cargador/adaptador esta
conectado, pero la bateria no
esta instalada.

2.3.2  Compartimiento de baterias

La tapa del compartimiento de baterias del BondMaster 600 permite acceder
rapidamente a la bateria (o las baterias/pilas de tamafio AA que se encuentran
instaladas en el portabaterias) sin necesidad de utilizar ninguna herramienta. Existen
dos tornillos de apriete manual que aseguran la tapa del compartimiento de baterias a
la estructura del equipo, garantizando asi el hermetismo de dicho compartimiento.

La tapa del compartimiento de baterias cuenta, también, con un conducto de
ventilacion en la parte inferior central. Este tltimo esta protegido interiormente por
una valvula de membrana sellada. El conducto de ventilacién constituye una medida
de seguridad en caso de fallo de la bateria o emision de gases del BondMaster 600.
Esta valvula no debe ser perforada.
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Tornillos de apriete
manual (dos
Tapa unidades)

del compartimiento de

la bateria

Conducto de 0
la vélvula de
membrana \W‘
. —

Figura 2-9 Compartimiento de baterias

El equipo BondMaster 600 soporta una bateria de iones de litio (N.? de referencia
Evident: 600-BAT-L-2 [U8760058]) que puede cargarse dentro del equipo o en

un cargador externo opcional (N.? de referencia Evident: EPXT-EC-X). También, es
posible utilizar el equipo BondMaster 600 con ocho baterias/pilas alcalina de
tamafo AA. Estas ultimas son instaladas dentro de un portabaterias

(N.2 de referencia: 600-BAT-AA [U8780295]) para prolongar su uso portatil.

A ADVERTENCIA

Si el BondMaster 600 requiere la utilizacion de una bateria recargable, utilice
solamente las baterias Evident con namero de referencia: 600-BAT-L-2 [U8760058]. De
lo contrario, podria producir una explosién y, por ende, lesiones corporales.
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2.3.3 Bateria de iones de litio

El BondMaster 600 es utilizado normalmente como un equipo portatil alimentado por
una bateria de iones de litio. Esta tiltima es recargada mediante el cargador/adaptador
(ambos accesorios son suministrados con el equipo BondMaster 600). Si el equipo
BondMaster 600 es utilizado adecuadamente y bajo condiciones normales de
operacion, la bateria de iones de litio brinda entre ocho (8) y diez (10) horas de
funcionamiento continuo.

[ IMPORTANTE |

La bateria de iones de litio no se encuentra completamente cargada al ser enviada con
el equipo BondMaster 600. Es necesario cargar la bateria, entre dos y tres horas, antes
de ser utilizada para poder operar el equipo (consulte la seccion
«Cargador/adaptador» en la pagina 38).

Para instalar o reemplazar la bateria de iones de litio

1. Levante el soporte del equipo BondMaster 600. Ver la Figura 2-10 en la pagina 45.

2. Enla parte posterior del equipo BondMaster 600, desatornille los tornillos de
apriete manual que aseguran la tapa del compartimiento de baterias.

3. Retire la tapa del compartimiento de baterias.
4. Retire la bateria o instalela en el compartimiento para dicho propdsito.

5. Asegurese de que el compartimiento de baterias esté limpio y en buenas
condiciones.

6. Instale la tapa del compartimiento de baterias en la parte posterior del equipo
BondMaster 600. Después, ajuste los tornillos de apriete manual para completar
la instalacion.
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Soporte

— Tornillos de
apriete manual
(dos unidades)

€

Tapa
del compartimiento de
la bateria

Bateria

Figura 2-10 Reemplazo de la bateria de iones de litio

2.34 Baterias alcalinas

El equipo BondMaster 600 permite la instalacion de un portabaterias (N.° de
referencia: 600-BAT-AA [U8780295]). Este tltimo soporta ocho baterias (pilas)
alcalinas de tamafio AA para situaciones en las que no se dispone de una fuente de
alimentacion de CA o no se dispone de carga suficiente en la bateria de Li-ion interna.
Al operar el equipo bajo condiciones de uso normal, las baterias/pilas alcalinas
brindan generalmente tres horas de funcionamiento continuo.

Para instalar el portabaterias de pilas alcalinas

1. Levante el soporte del equipo BondMaster 600. Ver la Figura 2-11 en la pagina 46.

2. Desatornille los tornillos de apriete manual, que aseguran la tapa
del compartimiento de baterias en la parte posterior del equipo. A continuacion,
retire dicha tapa.

3. Retire la bateria de iones de litio, si se encuentra instalada.

4. Instale ocho baterias/pilas alcalinas de tamafio AA en el portabaterias para dicho
propésito.

5. Conecte el portabaterias al conector del equipo.

6. Introduzca el portabaterias dentro del compartimiento de baterias y sittielo
correctamente.
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7. Instale la tapa del compartimiento de baterias en la parte posterior del equipo
BondMaster 600. Después, ajuste los tornillos de apriete manual.

Soporte

Portabaterias con
las baterias
(pilas) alcalinas
(ocho unidades)

Conector
del portabaterias

Tornillos de
apriete manual
(dos unidades)

Tapa del compartimiento de
la bateria

Figura 2-11 Portabaterias para pilas alcalinas

| NOTA |

Cuando las baterias (pilas) alcalinas estan instaladas, el indicador de bateria mostrara
las siglas ALK en la interfaz del usuario. El cargador/adaptador no recarga

las baterias instaladas en el portabaterias.

2.4 Instalacion de la tarjeta de memoria microSD

Es posible instalar una tarjeta de memoria microSD de 2 GB
(N.2 de referencia: MICROSD-ADP-2GB [U8779307]) en el equipo BondMaster 600.

Para instalar la tarjeta de memoria microSD extraible

1. Retire el embalaje de la tarjeta.
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2. Desatornille los tornillos de apriete manual y abra la tapa del compartimiento de
entrada/salida (I/O) del equipo BondMaster 600. Ver la Figura 2-12 en la
pagina 47.

Tornillos de —
apriete manual
(dos unidades)

Ranura de la tarjeta
de memoria
microSD

Puerto USB

Figura 2-12 Instalacion de la tarjeta de memoria microSD

3. Mantenga la tarjeta de memoria de manera que su etiqueta «microSD» esté
orientada hacia la parte posterior del equipo BondMaster 600.

4. Deslicela cuidadosamente dentro de la ranura hasta accionar el dispositivo de
enganche.

| NOTA |

Para retirarla, presionela delicadamente dentro del equipo BondMaster 600 y suéltela.
Un mecanismo de resorte eyectara la tarjeta. Después, es posible sujetarla y retirarla
completamente del equipo.
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2.5 Caracteristicas del hardware (instrumentacion)

El equipo BondMaster 600 cuenta con varias caracteristicas fisicas innovadoras o
mejoradas desde los tiltimos modelos de la serie BondMaster 1000e+. Es importante
que el usuario se familiarice con el uso y mantenimiento de estos elementos.

2.51  Presentacion del hardware (instrumentacion)

La Figura 2-13 en la pagina 48 y la Figura 2-14 en la pagina 49 indican los principales
componentes del BondMaster 600.

\— Amortiguadores de goma
Anillos en D para

1
e
-0

sujetar el armés de -
pecho (ubicados en \ ﬂ)g
las cuatro esquinas del \ ;J Rueda
equipo) m:]
Pantalla de
: visualizacion
Teclado

Figura 2-13 Presentacion del equipo BondMaster 600: vista frontal
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Figura 2-14 Presentacion del equipo BondMaster 600: vista posterior

2511 Panel frontal y rueda de ajuste (SmartKnob)

La rueda de ajuste (o, en inglés, SmartKnob) es una caracteristica principal del equipo
BondMaster 600. Ademas, es el primer método utilizado para cambiar o modificar
varios pardmetros en un menu determinado. En este manual, la denominacion «rueda
de ajuste» es una adaptacion al espafiol del término inglés «SmartKnob».

El panel frontal del equipo BondMaster 600 presenta teclas que se ubican alrededor
de la pantalla del equipo. Estas son utilizadas junto con la rueda de ajuste (SmartKnob)
para acceder directamente a los ments y parametros usuales, y para permitir el ajuste

o la modificacién de sus valores. Ver la Figura 2-15 en la pagina 50.
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Figura 2-15 Panel frontal del equipo BondMaster 600 con la rueda de ajuste
(SmartKnob) y el teclado

2.5.1.2 Teclado

El teclado del equipo BondMaster 600 dispone de cuatro tipos de configuraciones:
inglés, simbolos internacionales, chino o japonés (ver desde la Figura 2-16 en la
pagina 51 hasta la Figura 2-19 en la pagina 52, y la Tabla 2 en la pagina 53).

En el teclado con simbolos internacionales (seguin la configuracién), varias teclas
presentan etiquetas con pictogramas en lugar de etiquetas con texto. En el presente
documento, se hace referencia a las teclas del teclado en inglés que indican su funcién
respectiva. Las teclas son utilizadas para seleccionar las opciones de los mentis o

los parametros de la pantalla, y para cambiar los valores determinados.
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Figura 2-16 Teclado en inglés del BondMaster 600
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Figura 2-17 Teclado con simbolos internacionales del BondMaster 600

Presentacién del equipo BondMaster 600 51



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

&

=
o
=J

OLYMPUS

BONDMASTER 600 ﬁg \ B \ ﬁﬁﬁ; g‘gﬁgg

Figura 2-18 Teclado en chino del BondMaster 600
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Figura 2-19 Teclado en Japonés del BondMaster 600
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Tabla 2 Funciones del teclado

Nombre de Simbolo
Ny del teclado Descripcion de funcion
funcién . .
internacional
Confirmaciéon/ \/ Sirve para confirmar las selecciones.
Enter
Retorno/ O Sirve para salir del ment1 y regresar a
Anterior la pantalla anterior.
CAL/NULL CAL Si esta tecla de acceso directo es pulsada
(Calibracién/ @ una sola vez, el equipo BondMaster 600

punto nulo)

compensa los valores a cero. Si esta tecla es
pulsada y mantenida presionada,

el asistente de calibracion inicia s6lo en

los modos de funcionamiento de RESON
(resonancia) y MIA (analisis de impedancia
mecanica).

GAN dB Tecla de acceso directo que permite
visualizar los ajustes de ganancia
horizontal y vertical combinados, sélo
la ganancia horizontal o sélo la ganancia
vertical del equipo.

ERASE g Tecla de acceso directo que permite
(Suprimir/ suprimir la imagen en curso.
borrar)
RUN E] Tecla de acceso directo que permite
(Modo de cambiar el modo de ejecucién
visualizacion/ (visualizacion). Existen diversas opciones
ejecucion) de visualizacidn segtin el modo de

funcionamiento. Nota: el cambio del modo
de ejecucion (visualizacion) también
cambia los ajustes determinados en

los ments del equipo BondMaster 600.

Presentacién del equipo BondMaster 600
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Tabla 2 Funciones del teclado (continuacion)

Nombre de Simbolo
funcid del teclado Descripcion de funcion
uncion . .
internacional
FREEZE * Tecla de acceso directo que permite
(Congelacion) congelar la imagen visualizada en
la pantalla del BondMaster 600 para
analizar los datos con mayor detalle.
Cuando la imagen esta en modo de
congelacion, el equipo BondMaster 600
permite calibrar la sefal y efectuar cambios
en las ganancias y los angulos.
REF/SAVE REF Tecla de acceso directo que permite
(Almacenamiento @ guardar las imagenes y los ajustes en

por referencia)

la memoria del equipo BondMaster 600.
Cuando esta tecla es pulsada una sola vez
(v liberada), la imagen y los ajustes en
curso son guardados. Cuando es pulsada y
mantenida presionada, la imagen en curso
es determinada como la pantalla de
memoria por referencia.

MAIN NMAMWM Brinda acceso al menu principal, el cual
(Principal) controla las funciones, tales como
la frecuencia, la ganancia, el angulo,
los filtros, la sefial RF (radiofrecuencia) y
la puerta.
DISP/DOTS D Brinda acceso al ment de pantalla que
(Visualizacién/ controla funciones, tales como el modo de
puntos) pantalla, la posicion, el trazo y

la cuadricula. También, permite agregar
indicaciones de referencia (no disponible
en el modo de barrido de emisién y
recepcion).
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Tabla 2 Funciones del teclado (continuacion)

Nombre de
funcion

Simbolo
del teclado
internacional

Descripcion de funcion

ALARM
(alarma)

GAD

Brinda acceso al ment de alarma que
controla funciones, tales como el tipo de
alarma, el periodo de prolongacion
(duracidn), el indicador actistico, y

la posicién de la alarma.

MEM
(Memoria)

Brinda acceso al ment de memoria que
controla funciones, tales como

y modificacién de dichos archivos
almacenados, el modo de captura,

el tiempo de captura y la informacion
del usuario.

el almacenamiento de archivos, la consulta

ADV/SETUP
(Configuraciéon
avanzada)

Brinda acceso a los ajustes avanzados
del BondMaster 600, entre los cuales
destacan: el ment APPLICATION
SELECTION (SELECC APLIC), el menu
ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST),
los modos de operacion, los colores,

las contrasefias, la configuracion del
sistema, la reinicializacién de los ajustes,
el menu de calibracion, las opciones de
desbloqueo, y la informacién legal y
reglamentaria.

FULL/NEXT
(Completa/
siguiente)

{0

BondMaster 600 mediante el modo de
pantalla completa, o para seleccionar
los elementos del ment.

Sirve para ampliar la pantalla del equipo

Tecla de funcion

Tecla de funcién

Tecla de funcion

gl 0| = | »

|l 0| @ >

Tecla de funcion
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Tabla 2 Funciones del teclado (continuacion)

Nombre de Simbolo
. del teclado Descripcion de funcion
funcion . .
internacional
E E Tecla de funcion

2.5.2  Conectores

El equipo BondMaster 600 contiene varios tipos de conectores para los componentes
de hardware (instrumentacion).

2.5.21 Conector de sonda «<PROBE»

El equipo BondMaster 600 es suministrado con un conector Fischer de 11 pines
(PROBE) para la sonda.

El conector PROBE esta ubicado en la parte lateral superior izquierda del equipo
BondMaster 600. Ver la Figura 2-20 en la pagina 56.

Conector de sonda PROBE

ﬂ ® @
@ PROBE =
Q —

Figura 2-20 Ubicacion del conector de sonda (PROBE)
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A ATENCION

No coloque ni permita que ninguin objeto extrafio ingrese a través de los conectores
u otro tipo de abertura; de lo contrario, podria producir un cortocircuito o

una disfuncién. Para evitar riesgos de cortocircuito/descarga eléctrica, no toque

los conductores interiores del conector PROBE. Este puede presentar una tension de
80 V.

2522 Conector de entradalsalida y conector de salida VGA

El conector de entrada y salida (I/O) y el conector de salida VGA estan ubicados en
la parte posterior superior del equipo BondMaster 600 (ver la Figura 2-21 en la
pagina 57). Las cubiertas protectoras de caucho cubren, respectivamente, cada uno de
los conectores.

)

i

P

{;@;D A = e

—

=il - =
Ll’\@/ AR | ﬁi@

Conector de salida VGA

Conector de entrada y salida (I/0)

Figura 2-21 Conector de entrada y salida (I/O) y conector de salida VGA
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El conector de salida VGA permite conectar el equipo BondMaster 600 a un monitor
de PC analdgico estandar. El conector de entrada y salida (I/O) permite conectar

un indicador actstico externo o, de ser necesario, un control externo para integrar

el equipo BondMaster 600 a un sistema. Para obtener mayores detalles sobre

la comunicacién con un PC, consulte la seccidn «Tarjeta de memoria microSD y puerto
USB» en la pagina 58.

A ATENCION

No exponga el equipo BondMaster 600 a condiciones ambientales hostiles cuando
los conectores de entrada/salida (I/O) y de salida VGA se encuentran desprotegidos
(es decir, sin sus cubiertas de goma). Para evitar dafios por corrosion en los conectores
del equipo BondMaster 600, manténgalos protegidos con sus cubiertas de goma
cuando ningdn cable esté conectado.

2523 Tarjeta de memoria microSD y puerto USB

En la parte lateral derecha del equipo BondMaster 600, una tapa cubre la tarjeta de
memoria microSD y el puerto USB (ver la Figura 2-22 en la pagina 59). La tapa

del compartimiento de entra y salida (I/O) se cierra contra una junta de membrana
integral que permite mantener los conectores protegidos contra la penetracion de
liquidos.

El equipo BondMaster 600 utiliza dos tipos de tarjeta de memoria microSD de 2 GB:
una interna y una extraible. La tarjeta de memoria microSD interna de 2 GB se
encuentra ubicada en el tablero de circuitos impresos del equipo BondMaster 600 y
sirve para el almacenamiento de todos los datos elementales del sistema. En el caso de
que el equipo BondMaster 600 sufriera un dafo irreparable, esta tarjeta microSD
puede ser retirada en un centro de servicio autorizado para, asi, poder recuperar

los datos importantes almacenados en ella.

Es posible conectar el equipo BondMaster 600 a un PC mediante su puerto USB.

El software de PC, llamado BondMaster PC (N.° de referencia: B600-CD [U8141002]),
es suministrado con el equipo BondMaster 600 para la comunicacién con un PCy
la transferencia de archivos. Para obtener mayores detalles, consulte la seccion
«Software BondMaster PC» en la pagina 191. El equipo BondMaster 600 también
puede comunicarse directamente con otros programas de control estadistico de
procesos (SPC, por sus siglas en inglés).
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Tornillos de apriete manual
(dos unidades)

i=eYl! h
@; Ranura de la tarjeta de
/ memoria microSD

Puerto USB

Figura 2-22 Ranura de la tarjeta de memoria microSD y conector USB

La tapa del compartimiento de entrada y salida (I/O) permanece cerrada gracias a
los dos tornillos de apriete manual. De ser necesario, es posible utilizar una moneda o
un destornillador para manipular dichos tornillos.

A ATENCION

No exponga el equipo BondMaster 600 a ambientes hiimedos, cuando la tapa

del compartimiento de entrada y salida (I/O) se encuentre abierta. Para evitar dafios
por corrosidn en los conectores del equipo, mantenga la tapa del compartimiento de
entrada y salida (I/O) cerrada y sellada cuando ningtin cable esté conectado.

2.5.3  Caracteristicas adicionales del hardware (instrumentacion)

El equipo BondMaster 600 esta equipado de caracteristicas fisicas que le permiten
adaptarse a una variedad de entornos operativos.
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2.5.31 Soporte del equipo BondMaster 600

El equipo BondMaster 600 presenta un soporte articulado para angulos de
visualizacion variable (ver la Figura 2-23 en la pagina 60). El soporte esta acoplado a
la parte posterior del equipo BondMaster 600 gracias a dos bisagras pivote regulables
y resistentes. Su revestimiento de alta friccién para superficies evita que el equipo
deslice. El soporte se dota de una curva en la parte central para que el equipo pueda
situarse facilmente sobre superficies curvas.

Figura 2-23 Soporte del equipo BondMaster 600

2.5.3.2 Juntas téricas, estancas y de membrana

El equipo BondMaster 600 se dota de juntas o sellos que protegen el interior
del equipo frente a diversas condiciones ambientales:

¢ Junta de la tapa del compartimiento de baterias

* Junta de la tapa del compartimiento de entrada y salida (I/O)

¢ Vélvula de membrana

Las juntas o los sellos deben ser cuidados permanentemente para asegurar

la durabilidad ambiental del equipo BondMaster 600. Durante la calibracién anual

del instrumento, estas juntas son verificadas y reemplazadas de ser necesario.
Dicha verificacion debe efectuarse en un centro de servicios autorizado de Evident.
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2.5.3.3 Proteccion de la pantalla

El equipo BondMaster 600 cuenta con una pelicula protectora de pléstico sobre

la pantalla de visualizacion. Evident recomienda que dicha pelicula de proteccion
permanezca siempre en su lugar. Las peliculas de repuesto estan disponibles en
paquetes de diez unidades (N.? de referencia: 600-DP [U8780297]).

A ATENCION

La pantalla de visualizacion esta adherida permanentemente a la carcasa (estructura)
del equipo BondMaster 600 para mantenerlo completamente sellado. De producirse
algtin dafo en la pantalla de visualizacion, la parte frontal de la estructura del equipo,
que incluye el teclado de acceso directo, debera ser reemplazada.

254 Proteccion ambiental

El equipo BondMaster 600 es una unidad extremadamente resistente y durable que
puede ser utilizada en ambientes hostiles o adversos. Para clasificar la durabilidad
del equipo en ambientes hiimedos o espacios mojados, Evident ha adoptado

el sistema de grado de proteccién IP (del inglés, International Protection) para
determinar el nivel de proteccién de sus juntas o sellos.

El equipo BondMaster 600 ha sido probado seguin los requisitos del estandar
internacional IP66. Este est4 configurado y fabricado para cumplir con este nivel de
proteccion antes de salir al mercado. Para mantener el nivel de protecciéon
especificado, el usuario es responsable del buen cuidado de todas las juntas de
membrana habitualmente expuestas. Ademas, el usuario es responsable de devolver
el equipo BondMaster 600, cada afio, a un centro de servicio autorizado de Evident
para asegurar el correcto estado de dichas juntas. Evident no puede garantizar ningtin
nivel de proteccidn si los sellos o las juntas del equipo BondMaster 600 han sido
manipulados. Debera usar su propio criterio y tomar las precauciones necesarias
antes de exponer el equipo ante condiciones adversas.

El BondMaster 600 integra los estandares de proteccion ambiental listados en
la Tabla 6 en la pagina 237.
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3. Software de interfaz del usuario

Este capitulo explica las pantallas y los ments principales del software en

el controlador de adhesion en materiales compuestos BondMaster 600. La parte
posterior del equipo BondMaster 600 presenta una pequenia guia sobre las funciones
del teclado. Ver la Figura 3-1 en la pagina 63.

Basic Operation

\ DISP. \
MAIN s

Direct Functions
Full Screen

l FuLL

Eﬂ%@g{ﬂﬁ{;ﬁ/fﬁﬂﬂ 2 @ DC:24V===,2.5A X & E ce @
www.olympus-ims.com )

MSIP-REM-OYN-B600

Figura 3-1 Etiqueta del equipo BondMaster 600 mostrando
las funciones del teclado

3.1 Inicio del equipo BondMaster 600

Al encender el equipo BondMaster 600, éste iniciara en uno de sus dos modos,
dependiendo de las conexiones en curso.

* Por ejemplo, la primera pantalla del software que aparecera, cuando una sonda
estandar (es decir, sin capacidad PowerLink) o ninguna sonda esté conectada
al equipo, es la del ment de configuracion rapida de aplicaciones (ver la Figura 3-
2 en la pagina 64). En dicha pantalla del ment de aplicaciones, seleccione las
aplicaciones bésicas para configurar automaticamente los ajustes apropiados en el
equipo.
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* Siuna sonda PowerLink se encuentra conectada, el equipo BondMaster 600 inicia
con la pantalla de reconocimiento PowerLink (ver la Figura 3-3 en la pagina 64), la
cual configurard automaticamente el equipo para dicho tipo de sonda.

$kin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core Dishonds (Flat)

© Metal For composite honeycomb structures
DIShOI‘\dS presenting uniform geometry and

) dimensions. Uses PITCH-CATCH probe in
Smaller Dishonds fixed frequency RF (toneburst) mode.
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Figura 3-2 Seleccion de aplicaciones en el menu de configuracion rapida

Figura 3-3 Pantalla de reconocimiento PowerLink
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NOTA |

Las aplicaciones del equipo BondMaster 600 han sido creadas para permitir
una configuracion rapida del equipo. Sin embargo, respete siempre
los procedimientos de mantenimiento preventivo durante las inspecciones.

3141

Desplazamiento a través del menu de aplicaciones

El desplazamiento a través de los mentis es intuitivo y los ajustes efectuados para
cada aplicacién permiten realizar inspecciones inmediatas. De ser necesario, deberan
efectuarse, o no, pequefias configuraciones en el equipo.

Para navegar a través del menu de aplicaciones

1.

2.

Gire la rueda de ajuste para resaltar una de las aplicaciones.

Pulse la tecla Confirmacién/Enter (\/ ) para seleccionar la aplicacién.
O

Pulse la tecla Retorno/Anterior (O) para regresar a la pantalla de menu
principal del BondMaster 600.

Para navegar a través del meni de aplicacion de la sonda PowerLink

€ Siuna sonda PowerLink se encuentra conectada, y la pantalla de reconocimiento

PowerLink aparece (ver la Figura 3-3 en la pagina 64), cargue el programa interno
de la sonda PowerLink para que el equipo BondMaster 600 se configure
automaticamente al pulsar la tecla A.

O
Omita la pantalla de presentacion del programa interno de la sonda al pulsar

la tecla Retorno/Anterior (O) para dirigirse, directamente, a la pantalla de
inspeccién principal.

Software de interfaz del usuario 65



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

3.1.2  Pantalla de inspeccion principal

Después de efectuar los primeros pasos en el menti de configuracion rdpida o en
el menu de sonda PowerLink, la pantalla de inspeccion principal aparece (ver
la Figura 3-4 en la pagina 66).

05/20/2014 09:41

RF DISPLAY
RF

Figura 3-4 Pantalla de inspeccion principal

| NOTA |

La Figura 3-4 en la pagina 66 ilustra un ejemplo tipico de la pantalla de inspeccion
principal. La apariencia de la pantalla varia segtin la aplicacion seleccionada o

el programa PowerLink que ha sido descargado (ver la Figura 3-2 en la pagina 64 y
la Figura 3-3 en la pagina 64).

El indicador de alimentaciéon por bateria permanece siempre visible en la parte
superior de la pantalla, excepto en el modo de pantalla completa (consulte la seccion
Tabla 1 en la pagina 41 para obtener mayores detalles). La hora y la fecha permanecen
asimismo visibles, excepto en el modo de pantalla completa.

El rectangulo de lectura que aparece en la esquina superior izquierda se denomina
barra de acceso rdpido (ver la Figura 3-5 en la pagina 67). Cuando la tecla de acceso

directo GAIN (¢lB) es pulsada, la barra de acceso rapido muestra las siguientes
opciones:

— Los valores de ganancia horizontal y vertical combinados
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— El valor de ganancia horizontal

— El valor de ganancia vertical

La barra de acceso rapido permanece visible hasta que una tecla diversa sea pulsada.

Barra de acceso rapido (ajuste no ilustrado en este ejemplo)

— Zona de lecturas en tiempo real
= Menu de
operaciones
(ajustes
del equipo)
Tecla vsiz02014. 0361
Confirmacién/ e 3 (Tgcla FIUtU; NEXT
Enter y tecla 2 ompleta
Rgtorno/ " \l siguiente)
Anterior —
" \ Teclas de funcion
Teclas de —— —
acceso directo “ ‘
’ |

|
Teclas de mends

Figura 3-5 Pantalla de inspeccidn principal y panel frontal
del equipo BondMaster 600

La zona de lecturas en tiempo real muestra las lecturas configuradas por el usuario
(mediciones) [ver la Figura 3-5 en la pagina 67]. Esta puede mostrar hasta dos lecturas
en tiempo real desde las opciones disponibles. La zona de lecturas en tiempo real
puede ser ajustada para mostrar una o dos lecturas o, simplemente, ser desactivada.
Consulte la seccidn «Visualizacion de las lecturas en tiempo real» en la pagina 70 para
obtener mayor informacion.

Los ajustes del equipo BondMaster 600 son mostrados en la parte lateral derecha de
la pantalla principal. La informacion de los ajustes, que es visualizada en la pantalla,
puede cambiar seguin la tecla de ment seleccionada.
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3.2

Seleccion de opciones desde los ments

Las teclas de ments del BondMaster 600, ubicadas en la parte frontal de la unidad, se

denominan MAIN (”‘MMW’”), DISP/DOTS (C)), ALARM (@é» ), MEM (@) y

ADV SETUP (). Cuando una de estas teclas es pulsada, el ment de operaciones
aparece en la parte lateral derecha de la pantalla (ver la Figura 3-5 en la pagina 67).
Segtin la aplicacion, al pulsar dos veces una tecla de menti, aparecera un ment
secundario que mostrara los parametros disponibles para dicha tecla.

Para seleccionar un parametro desde un ment

3.3

1.

Pulse una de las teclas de mentis que se encuentran ubicadas en la parte inferior
del panel frontal: MAIN (“"‘MAW/W), DISP/DOTS (D), ALARM (@é»),

=i
MEM (V7), 0 ADV SETUP (5%).

Pulsando nuevamente la tecla de ment seleccionada, podra desplazarse a través
de las opciones disponibles y refrescar los parametros que deben ser modificados.

Seleccione el parametro que desea cambiar al pulsar la tecla de funcién (A, B, C, D
o E) que se halla a su lado.

Gire la rueda de ajuste para cambiar su valor. El valor seleccionado mediante
la rueda de ajuste se determina (registra) automaticamente; no necesita utilizar
la tecla Confirmacion/Enter.

Visualizacion de todos los parametros simultaneamente:
menu ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST)

Como una alternativa al ment de operaciones, el BondMaster 600 ofrece una opciéon
para visualizar simultaneamente todas las funciones, gracias al mentit ALL
SETTINGS. El menta ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST) cuenta con tres elementos
principales: la zona de titulo, los parametros y el mensaje de ayuda.

Ver la Figura 3-6 en la pagina 69.
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Parametros
Zona de titulo — ALL SETTINGS MIA & RESON

MODE RESON EREQ 251.1kHz XY ALM1
0.0deg SHAPE
0.0dB

PRB DRV MEDIUM VGAIN 0.0dB

LP FILTER 100Hz

DSP MODE XY FLY DOT | |HPOS %
V POS

SCAN ALM OFF
CHANNEL  AMPLITUDRE
TOP 75.0%
BOTTOM 25.0%

LN R\ s Ml s [A] FoR FIRST GOL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [£] FORNEXT.

Figura 3-6 Menu ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST)

3.3.1  Utilizacién del menu ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST)

El mena ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST) es accesible a través de la tecla de
=
menu ADV SETUP ().

Para utilizar el mend ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST)

1. Pulse la tecla de meni ADV SETUP ().
2. Pulse la tecla de funcion B.

@)
3. DPulse la tecla FULL NEXT (_->) para seleccionar el pardmetro que desea ajustar.

4. Gire la rueda de ajuste para seleccionar el valor de su interés.

5. Pulse la tecla FULL NEXT (;@y) para seleccionar otro pardmetro que desea ajustar.

@)

Pulse la tecla Retorno/Anterior (o) para salir del ment1 y regresar a la pantalla

anterior.

Software de interfaz del usuario
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| NOTA |

Ya que el equipo BondMaster 600 cuenta con un gran nimero de parametros
disponibles, el ment ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST) se dota de multiples
ventanas o paginas. El mensaje de ayuda, que se encuentra en la parte inferior
del ment, brinda opciones adicionales y ttiles para el usuario.

3.3.2  Funciones especiales del meni ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST)

3.4

Existen dos funciones especiales que se hallan sélo en el mentit ALL SETTINGS
(TDOS LOS AJUST): EXT HORN (PITIDO) [indicador actistico] y AOUT PWR
(POTEN SAL ANALO) [potencia de salida analégica]. Estas funciones activan

los conectores de salida en la parte posterior del equipo BondMaster 600 (ver

la Figura 2-21 en la pagina 57). Para activar estas funciones, siga las instrucciones
detalladas en la seccion «Utilizacion del ment ALL SETTINGS (TDOS LOS AJUST)»
en la pagina 69.

| NOTA |

El pitido puede ser utilizado cuando opera el equipo en ambientes y condiciones
ruidosos. Este es conectado al conector de entrada y salida (I/O), que se encuentra en
la parte posterior del equipo. El pitido incrementa la audibilidad de salida de

la alarma acustica de hasta 70 dB (ver la Tabla 6 en la pagina 237 para obtener
mayores especificaciones sobre dicha pieza).

Visualizacion de las lecturas en tiempo real

La zona de lecturas en tiempo real muestra las lecturas configuradas por el usuario
(mediciones) [ver la Figura 3-5 en la pagina 67]. En ella pueden mostrarse un maximo
de dos lecturas en tiempo real, desde las opciones disponibles. La cantidad de
opciones disponibles depende del modo de operacién seleccionado. Esta zona de
lecturas en tiempo real puede ser ajustada para mostrar una o dos lecturas o,
simplemente, ser desactivada.
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En ella se pueden mostrar las siguientes lecturas (ver la Figura 3-7 en la pagina 71 y la
Figura 3-8 en la pagina 72):

e LIVE AMPL (AMP T.REAL) — distancia maxima entre la posicién en curso de
los puntos (modo de barrido excluido) XY (horizontal y vertical) y la posicién
cero.

e LIVE VERT (VERTIC T.REAL) —distancia maxima entre la posicién en curso
del punto vertical Y (modo de barrido excluido) Y y la posicién cero.

e LIVE HORZ (HORIZ T.REAL) —distancia maxima entre la posicion en curso
del punto horizontal X (modo de barrido excluido) y la posicion cero.

e LIVE ANGL — angulo de la posicién XY en curso con respecto a punto nulo
(modo de barrido excluido).

¢ AMPLITUDE P-P (AMPLITUD PP) —tension de pico a pico o sefal superior
(solo en el modo de barrido).

Figura 3-7 Ejemplo de las lecturas LIVE AMPL, LIVE VERT, LIVE HORZ y
LIVE ANGL
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Figura 3-8 Ejemplo de la lectura VOLTS P-P
3.41  Activacion de las lecturas en tiempo real en la pantalla de inspeccion
principal

=
Las lecturas en tiempo real se activan mediante la tecla de menti ADV SETUP ().

Para activar la zona de lecturas en tiempo real dentro de la pantalla de inspeccion principal

1. Pulse la tecla de menu ADV SETUP ().
2. Pulse la tecla de funcion B.
3. Pulse la tecla de funcién C.

4. DPulse la tecla FULL NEXT (9) para desplazarse al tipo o ubicaciéon de su interés.

| NOTA |

En la pantalla de inspeccion principal, solo las ubicaciones TOP LEFT (SUP 1ZQ) y
TOP RIGHT (SUP DER) son validas para las lecturas en tiempo real.

Para las ubicaciones disponibles en la pantalla completa, consulte la seccién
«Activacion de las lecturas en tiempo real en el modo de pantalla completa: tecla
FULL NEXT (Completa/siguiente)» en la pagina 73.

5. Gire la rueda de ajuste para efectuar una seleccién.
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@)
6. Pulse latecla FULL NEXT (_->) para desplazarse a otro tipo u otra ubicacién de
su interés.

@)

Pulse la tecla de Retorno/Anterior (O) para salir.

3.4.2  Activacion de las lecturas en tiempo real en el modo de pantalla
completa: tecla FULL NEXT (Completalsiguiente)

Las lecturas en tiempo real también estan disponibles en el modo de pantalla

completa. Es posible acceder a este modo utilizando la tecla FULL NEXT () que se
muestra en la Figura 3-5 en la pagina 67. La ubicacion de las lecturas mostradas en

la pantalla completa difieren de aquella en la pantalla de inspeccién principal.

La ubicacion y el tipo de lectura pueden ser seleccionadas por el usuario.

En el modo de pantalla completa, las ubicaciones validas (o posibles) para las lecturas
en tiempo real son: TOP LEFT (SUP IZ), TOP CNTR (CENT SUP) [centro superior],
TOP RIGHT (SUP DER), LEFT (1ZQ), RIGHT (DER), BOT LEFT (IZQ INF)
[izquierda inferior], o BOT CNTR (CENT INF) [centro inferior].

| NOTA |

Las opciones D ERASE (SUPR VIS) [supresion de visualizacion] y PERSIST
(PERMANENC) [permanencia] afectan considerablemente el funcionamiento y

los resultados de las lecturas en tiempo real. Se recomienda familiarizarse con estos
pardmetros.

Para activar las lecturas en tiempo real en modo de pantalla completa (tecla FULL NEXT)

Pulse la tecla de mentt ADV SETUP ().

1.

2. Pulse la tecla de funcién B.

3. Pulse la tecla de funcién E.

4. Pulse la tecla de funcion B.

5. Pulse la tecla FULL NEXT (—p) para desplazarse al tipo o ubicacion de su interés.
6. Gire la rueda de ajuste para efectuar una seleccion.
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@)
7. Pulse la tecla FULL NEXT (_->) para desplazarse a otro tipo u otra ubicacién de
su interés.

@)

Pulse la tecla de Retorno/Anterior (O) para salir.
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4. Configuracion inicial

Este capitulo presenta las configuraciones basicas para el controlador de adherencia
en materiales compuestos BondMaster 600.

41  Ajuste del idioma de la interfaz del usuario y del separador
decimal

Es posible configurar el equipo BondMaster 600 para visualizar la interfaz del usuario
en los siguientes idiomas: inglés, francés, espafiol, aleman, japonés, chino, ruso, sueco,
italiano, portugués, noruego, hiingaro, polaco, neerlandés y checo. También, es
posible cambiar el simbolo que indica la parte entera y la parte fraccionaria

del namero decimal.

Para modificar el idioma de la interfaz del usuario y el separador decimal

=
1. Pulse dos veces la tecla de mentt ADV SETUP "IEQ ); después, pulse la tecla B
para acceder a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA).
Ver la Figura 4-1 en la pagina 76.
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SYSTEM SETUP

LANGUAGE ENGLISH
RADIX PERIOD (.)
AUTO ERASE ON

YEAR 2014 |MONTH 5 DAY
MODE 24 HOUR (HOUR 9 MINUTE
DATE MODE MM/DD/YYYY

Figura 4-1 Pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA)

2. Enla pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA), pulse la tecla FULL NEXT

(9) hasta resaltar el parametro LANGUAGE (IDIOMA).

3. Utilice la rueda de ajuste para seleccionar el idioma deseado.

4. Pulse la tecla FULL NEXT (9) hasta resaltar el parametro RADIX (5. DECIM).

5. Utilice la rueda de ajuste para seleccionar el simbolo deseado que representara
el separador decimal: PERIOD (.) [PUNTO] o COMMA (,) [COMA]

6. Pulse la tecla Retorno/Anterior (o) para regresar a la pantalla de inspeccion
principal.

4.2  Ajuste del reloj

El BondMaster 600 cuenta con un sistema de tiempo (calendario y reloj) integrado.
La fecha y la hora pueden ser configuradas de acuerdo al formato requerido.

El BondMaster 600 guarda todos los resultados de inspeccién con la fecha de

su adquisicion.

Para ajustar el reloj

7 o 7

1. Pulse dos veces la tecla de meni ADV SETUP (),‘ después, pulse la tecla B
para acceder a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA).
Ver la Figura 4-1 en la pagina 76.
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4.3

2. Determine el afio (YEAR), el mes (MONTH), el dia (DAY), el modo (en 12 HRS o

24 HRS), la hora (HOUR), el minuto (MINUTE), y el modo de fecha (DATE
MODE) de la siguiente manera:

a) Pulse la tecla FULL NEXT (9) hasta que la opcion (ANO, MES, DIA, etc.)
esté resaltada.

b) Gire la rueda de ajuste hasta visualizar y determinar el valor correcto.

Pulse la tecla Retorno/Anterior (o) para regresar a la pantalla de inspeccion
principal.

Modificacion de los ajustes de visualizacion

Es posible cambiar la apariencia de algunos elementos que son mostrados en
la pantalla del equipo, como: la iluminacidn, la supresién automatica, la salida VGA y
la ventana de aplicacion (o pantalla) al iniciar el equipo.

Para cambiar los ajustes de visualizacion

=
Pulse dos veces la tecla de menu ADV SETUP ().
Pulse la tecla B para acceder a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA).
En la pantalla SYSTEMS SETUP (CONFIG SISTEMA) [ver la Figura 4-1 en la

pagina 76], utilice la tecla FULL NEXT (9) para resaltar los parametros

deseados y, A continuacion, utilice la rueda de ajuste para cambiar sus valores:

a) Ajustela ILUMINACION a uno de los niveles predefinidos: 0 %, 25 %, 50 %,
75 %, 0 100 % (consulte la seccion «Modificacion de la iluminacion de
pantalla» en la pagina 78 para obtener mayores detalles acerca del parametro
de iluminacién).

b) Ajuste el parametro SALIDA VGA al estado de activacion (ON) o
desactivaciéon (OFF).

c) Ajuste el pardmetro SUPRES AUT al estado de activaciéon (ON) o
desactivacion (OFF). Consulte la seccién «Ajuste de la opcion supresion
automatica» en la pagina 79 para obtener mayores detalles.

d) Ajuste el parametro VENTANA DE APLICACION AL INICIAR al estado de
activacion (ON) o desactivacion (OFF). Consulte la seccion «Seleccion de la
pantalla de inicio» en la pagina 79 para obtener mayores detalles.
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4.4

4. Pulse la tecla Retorno/Anterior (o) para regresar a la pantalla de inspeccion
principal.

Modificacion de la iluminacion de pantalla

Es posible modificar la iluminacién de la pantalla del BondMaster 600 gracias a

la opcién de intensidad de retroiluminacién. Esta puede ser ajustada conforme a

uno de los siguientes niveles: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % o 100 %. Mientras mas alto sea

el porcentaje, mayor es el brillo de la pantalla. Por defecto, la iluminacion esta
ajustada al 50 %. La pantalla transflectiva a colores del equipo BondMaster 600 refleja
la luz ambiental y presenta mayor iluminacién bajo la luz solar directa. Por ende, bajo
condiciones ambientales de fuerte iluminacion, puede ajustar el parametro
BRIGHTNESS (iluminacién) a un nivel porcentual mas bajo.

Para modificar el nivel de iluminacion de la pantalla

1. Pulse dos veces la tecla de mentt ADV SETUP; después, pulse la tecla B para
ingresar a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA), y pulse la tecla
FULL NEXT hasta resaltar la opciéon BRIGHTNESS (ILUMINACION).

2. Utilice la rueda de ajuste para seleccionar el porcentaje de iluminacién: 0 %, 25 %,
50 0/0, 75 % 0 100 %.

3. DPulse la tecla Retorno/Anterior (O) para regresar a la pantalla de inspeccion
principal.

| NOTA |

Mientras mas bajo sea el porcentaje determinado en el parametro BRIGHTNESS
(ILUMINACION), mayor es la duracion de la bateria. Las especificaciones de

la duracién de la bateria se basan en una intensidad de retroiluminacién
(iluminacién) del 50 %.
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4.5

Ajuste de la opcion supresion automatica

Es posible ajustar el equipo BondMaster 600 para que, después de pulsar la tecla CAL

CAL
NULL (£3)), suprima (borre) el contenido de la pantalla. Por defecto, el parametro
AUTO ERASE (SUPRES AUT) se encuentra en el estado de activacion (ON); sin
embargo, puede ser desactivado mediante la seleccion de la opcion OFF
(desactivacion).

Para ajustar la supresion automatica

4.6

=i
1. Pulse dos veces la tecla de mentt ADV SETUP *IE@ ); después, pulse la tecla B
para ingresar a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA) y la tecla FULL

Q)
NEXT (_->) hasta resaltar la opcion AUTO ERASE (SUPRES AUT).

2. Utilice la rueda de ajuste para desactivar (al seleccionar la opcion OFF

[desactivacidn]) o activar (al seleccionar la opcién ON [activacion]) el parametro
AUTO ERASE (SUPRES AUT).

3. Pulse la tecla Retorno/Anterior (O) para regresar a la pantalla de inspecciéon
principal.

Seleccion de la pantalla de inicio

Después de haber encendido el equipo BondMaster 600, es posible ajustarlo para
visualizar automaticamente la pantalla del mena de aplicaciones. También, es posible
desactivar esta funcién para que el equipo BondMaster 600 muestre entonces

la pantalla de inspeccion principal. La funcion APPLICATION WINDOW AT
STARTUP (VENTANA DE APLICACION AL INICIAR) esta por defecto en el estado
de activacién (ON).

Para seleccionar la pantalla de inicio

=i
1. Pulse dos veces la tecla de mentt ADV SETUP *\EQ ); después, pulse la tecla B
para ingresar a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA) y la tecla FULL

Q
NEXT (_->) hasta resaltar la opcion APPLICATION WINDOW AT STARTUP.

2. Utilice la rueda de ajuste para desactivar (al seleccionar OFF [desactivacidn]) o
activar (al seleccionar la opcién ON [activacidn]) esta funcion.
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3. DPulse la tecla Retorno/Anterior (o) para regresar a la pantalla de inspeccion
principal.

4.7  Activacion de los reticulos (marcos de definicion)

Es posible ajustar el equipo BondMaster 600 para visualizar los reticulos que
permitiran centrar la posicion del punto nulo (ver la Figura 4-2 en la pagina 80).
Los reticulos sélo estan disponibles en las visualizaciones XY (con o sin la pantalla
dividida); sin embargo, funcionan en todos los modos.

Para activar la funcion de reticulos

=i
1. Pulse dos veces la tecla de menit ADV SETUP "LE(;) ); después, pulse la tecla B
para ingresar a la pantalla SYSTEM SETUP (CONFIG SISTEMA) y la tecla FULL

NEXT (9) hasta resaltar la opcion CROSSHAIRS (RETICULO).

2. Utilice la rueda de ajuste para desactivar (al seleccionar la opcion OFF) o activar
(al seleccionar la opcion ON) el pardmetro CROSSHAIRS (RETICULO).

3. Pulse la tecla Retorno/Anterior (O) para regresar a la pantalla de inspecciéon
principal.

05/20/2014 09:41

i 266.0

Figura 4-2 Reticulos y punto nulo
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5. Funciones de control

Este capitulo explica las funciones de control del controlador de adherencia en
materiales compuestos BondMaster 600.

5.1  PowerlLink

La funcién PowerLink permite que el equipo BondMaster 600 reconozca
automaticamente las sondas BondMaster 600 de tecnologia PowerLink de Evident
cuando se encuentran conectadas en él. El equipo BondMaster 600 se configurara
seglin los parametros programados y provistos por la ficha (o chip) de identificacién
PowerLink. Cada sonda PowerLink es programada en fébrica para que pueda ser
identificada mediante el nimero de modelo, la frecuencia de operacion
preseleccionada, la ganancia y el nimero de serie.

Cuando una sonda con capacidad PowerLink es conectada al BondMaster 600, este
altimo muestra la pantalla de reconocimiento PowerLink (ver la Figura 5-1 en la
pagina 82).
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5.2

Figura 5-1 Pantalla de reconocimiento PowerLink

Llegado a este punto, si la funcién PowerLink ha sido activada, los ajustes se cargaran
en el equipo BondMaster 600. Si la funcién PowerLink ha sido desactivada, esta
pantalla sera omitida. En ambos casos, el equipo BondMaster 600 mostrara la pantalla
de inspeccion principal.

Si el equipo BondMaster 600 es encendido con una sonda de capacidad PowerLink,
pulse la tecla A para utilizar la funcidon PowerLink, o pulse la tecla Retorno/Anterior

(O) para continuar sin utilizar la funcién PowerLink.
Controles del BondMaster 600

Los controles del BondMaster 600 son visualizados en la Figura 5-2 en la pagina 83.
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Pantalla Tecla de bloqueo
| /N
| N Indicador luminoso
HES @ D_N— de
Rueda L MPUS ) cargador/adaptador
(=] Tecla FULL NEXT
Tecla Confirmacion/ &) (Completa/siguiente)
Enter y tecla [5
Retorno/Anterior € — Teclas de funcidn
Teclas de acceso — @%
directo (& |
— = (&) —4L_ Botdn de encendido
o a0\ Q;,) T
= ® B E 2y
Teclas de menus
Figura 5-2 Controles del BondMaster 600
5.2.1 Pantalla

El equipo BondMaster 600 se dota de una pantalla de cristal liquido (LCD, por

sus siglas en inglés) a color. Esta ofrece una resolucién de 600 x 480 pixeles (VGA
completa). La pantalla de cristal liquido «LCD», que también hace referencia a

la visualizacién, muestra las sefales de la sonda, las zonas de estado, los mensajes y
el texto en modo de pantalla completa cuando es requerido. Existen varios modos de
visualizacion disponibles. El modo de visualizacion, también conocido como RUN,

puede ser cambiado utilizando la tecla de ment RUN (M. EJEC) [[_?_]).

5.2.2 Teclas de encendido y de bloqueo

La tecla de encendido (d)) pone el equipo BondMaster 600 en estado de activacion o
desactivacién. Al iniciar, el equipo BondMaster 600 normalmente intentara recuperar
la altima configuracién efectuada.

El estado de bloqueo del equipo BondMaster 600 puede ser activado o desactivado

mediante la tecla de bloqueo (@). El sistema de bloqueo, al ser activado, suspende
las acciones de la mayor parte de las teclas de acceso directo, de las teclas de funciéon
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(A, B, C, Dy E), de las teclas de mentis y de la rueda de ajuste. Esta condicion evita
que existan entradas inadvertidas a través de las teclas, después de haber calibrado y
preparado el equipo para efectuar las inspecciones.

Cuando el estado de bloqueo esta activo, el indicador respectivo se ilumina. Este se
encuentra debajo del indicador de alimentacién por bateria, en la parte superior

derecha de la pantalla del BondMaster 600. Las teclas de acceso directo

CAL REF
CAL NULL (€3)), ERASE (9 ), FREEZE (:’I‘:), y REF SAVE () permanecen
operativas. Si desea acceder a las funciones bloqueadas, aparecera un mensaje de
error Parametros bloqueados en la parte inferior de la pantalla.

5.2.3  Teclas de funcion

Las teclas de funcion, que se encuentran al lado derecho del equipo BondMaster 600,
son utilizadas para seleccionar los valores de ajuste de los parametros del equipo.
Cuando una tecla de funcion es pulsada, el parametro que aparece en el cuadro —

al lado de las teclas A, B, C, D o E— es resaltado.

524 Teclas de menus

Las teclas de mentis, que se encuentran ubicadas en la parte inferior de la pantalla
del BondMaster 600, son utilizadas para acceder directamente a los ments del equipo.
Cada tecla de menti brinda acceso a dos 0 mas subments. La pulsacion sucesiva sobre
una tecla de ment permite alternar los ments. Cuando las teclas de funcién (A, B, C,
D o E) son pulsadas cerca de una opcidon de mend, sera posible modificarla o acceder a
menus o subments adicionales.

Las siguientes teclas de mentis estan disponibles:

MAIN (Ment principal) “MMMN”

Sirve para acceder al ment principal, el cual controla funciones, tales como
la frecuencia, la ganancia, el angulo y los filtros.

DISP/DOTS (Visualizacién/puntos) D

Sirve para acceder al ment de pantalla que controla funciones, tales como
el modo de pantalla, la posicidn, el trazo y la cuadricula.

84
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ALARM (Alarma) [GAD

Sirve para acceder al ment de alarma que controla funciones, tales como el tipo
de alarma, el periodo de prolongacién (duracion), el nivel actistico del indicador,
y la posicién de la alarma.

MEM (Memoria) |7

Sirve para acceder al menti de memoria que controla funciones, tales como

el almacenamiento de archivos, la consulta y modificacién de dichos archivos
almacenados, el modo de captura, el tiempo de captura y la informacion

del usuario.

ADV SETUP (Configuracion avanzada)

Sirve para acceder al menu de configuracion ALL SETTINGS

(TDOSILOSI AJUST). Estos controlan las funciones de configuracion del equipo,
tales como el modo de frecuencia, los colores, la contrasefia, las opciones de
desbloqueo y reinicio. Este ment muestra consecutivamente todos los ajustes
del equipo.

5.2.5 Rueda de ajuste (SmartKnob)

La rueda de ajuste, denominada también SmartKnob, esta ubicada en la parte lateral
superior del equipo BondMaster 600. El funcion principal de esta rueda es seleccionar
los parametros del equipo BondMaster 600. Cuando gira la rueda de ajuste en sentido
horario, mientras el campo del parametro seleccionado se encuentra resaltado,

los valores incrementan. Sin embargo, cuando gira la rueda de ajuste en sentido
antihorario, los valores disminuyen. En algunos casos, la rueda de ajuste servira
también para responder a algunos avisos mostrados por el equipo BondMaster 600.

5.2.6  Funciones ocultas: capturas de pantalla

En el equipo BondMaster 600, al mantener pulsada la tecla de mentt MAIN (”MWUW’”) Y,

REF
después, pulsar la tecla REF SAVE () es posible enviar un archivo de captura de
pantalla a la tarjeta de memoria microSD (extraible). Asimismo, es posible utilizar
el software BondMaster de PC para capturar la imagen de la pantalla (ver la «Capturas
de pantalla con el BondMaster PC» en la pagina 191).
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5.3 Modos y menus

Los ments del BondMaster 600, que se describen en esta seccion, son accesibles
al pulsar la tecla de menu correspondiente. Estas teclas son descritas en la seccién
«Teclas de ments» en la pagina 84.

| NOTA |

Los ments del BondMaster 600 varian segun los siguientes factores:

* elmodo de operacién; y,
e la funcion M.EJEC (RUN) o modo de visualizacion.

Por ello, los controles principales, MODE (Modo) y RUN (Modo de ejecucion),
determinan lo que debe visualizarse en los ments.

531  Modo PC (RF): menu principal

El estilo de visualizacion de radiofrecuencia (RF DISPLAY) en el modo de emision-
recepcién (PC) es similar al del modo de impulso. Sin embargo, los datos mostrados
provienen de la sefial amplificada sin tratamiento de la sonda; estos datos no han sido
tratados por el equipo. Ver la Figura 5-3 en la pagina 86.

05/20/2014 09:41

[ 35 |[w 145.3

RF DISPLAY
RF

Figura 5-3 RF DISPLAY (estilo de visualizacidon de radiofrecuencia)
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Los siguientes parametros pueden ser ajustados en el ment principal del modo PC
(RF) [ver la Figura 5-4 en la pagina 87]:

e FREQ (frecuencia)

¢ RF GAIN (ganancia RF)

e WIDTH (ancho)

¢ GATE (puerta)

e RF DISPLAY (estilo de visualizacion de radiofrecuencia)
e CYCLES (CICLOS)

e H/V GAIN (ganancia vertical/horizontal)
e H GAIN (ganancia horizontal)

* V GAIN (ganancia vertical)

e ANGLE (angulo)

* REP RATE (frecuencia de repeticion)

e PRB DRYV (conductor de sonda)

e LPFILTER (filtro de paso bajo)

05/20/2014 09:41

[ 3.5 |[w 145.3

RF DISPLAY
RF

Figura 5-4 Menu principal del modo PC (RF)
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Modificacion de los parametros en el menu principal del modo PC (RF)

| NOTA |

La siguiente informacion se aplica cuando el modo de operacion del BondMaster 600

ha sido configurado en PC (RF) y la tecla de mentt MAIN ( ”"MMW) ha sido presionada.

FREQ (frecuencia)

El pardmetro FREQ (FREC) permiten determinar el impulso acustico. Este puede
ser ajustado de 1 kHz a 50 kHz.

Para modificar el parametro de frecuencia (FREQ), pulse la tecla Ay, a
continuacion, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar la frecuencia deseada.

| CONSEJO |

Pulse una sola vez la tecla de Confirmacién/Enter (\/ ) mientras el parametro FREQ
se encuentra resaltado. Dicha operacion activara la funcion de grado reducido de la
rueda de ajuste y permitira reducir los incrementos de seleccién de frecuencia de 1,0
(grueso) a 0,1 (fino). La rueda de ajuste estd predefinida para ofrecer incrementos
elevados. Ademas, cuando la funcién de grado elevado de la rueda de ajuste esta
activa, el parametro FREQ aparece subrayado. Para activar la funcién de grado

elevado de la rueda de ajuste, pulse nuevamente la tecla Confirmacién/Enter (\/ )-

RF GAIN (GANANCIA RF)

El ajuste de la ganancia de radiofrecuencia (RF GAIN), o de la ganancia vertical,
controlan la ganancia de la sefial de impulso acustico. El valor de ganancia puede
ser ajustado de 0,0 dB a 70,0 dB.

La ganancia de radiofrecuencia (RF GAIN) es el ajuste de ganancia principal.
Este debe ser ajustado siempre cuando desea cambiar el valor de la ganancia.

Para cambiar el pardmetro RF GAIN, pulse la tecla B; después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor de ganancia deseado.

WIDTH (ANCHO)

El parametro WIDTH controla la cantidad de tiempo mostrado después del inicio
del impulso actstico, el cual sera visualizado en el eje de amplitud (Y), en funciéon
del tiempo (T).
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Para cambiar el parametro WIDTH, pulse la tecla C; después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

GATE (PUERTA)

El parametro GATE controla la posicién donde el punto flotante XY es calculado,
bajo el estilo de visualizacion de radiofrecuencia (RF DISPLAY). La posicién de la
puerta determina la amplitud y la fase de la sefial en la visualizacién XY. Para
obtener mejores resultados, determine la puerta hacia la izquierda del primer pico
de nivel mas alto en el estilo de visualizacién de radiofrecuencia (RF DISPLAY), o
en su pico mas alto. El pardmetro de puerta AUTO leera automaticamente el
valor de la posicion de la sefial mas alta.

Para cambiar el pardmetro GATE, pulse la tecla D; después, gire la rueda de ajuste
hasta seleccionar el valor de puerta deseado.
RF DISPLAY (estilo de visualizacion de radiofrecuencia)

El parametro RF DISPLAY controla la visualizacion y puede ser ajustado al modo
de radiofrecuencia (RF) o de impulso (IMPULSE). El nombre «IMPULSE»
proviene de productos anteriores. La pantalla IMPULSE utiliza un filtro
envolvente que se aplica sobre el filtro RF.

Para cambiar el parametro RF DISPLAY (EST VIS RF), pulse la tecla E y, después,
gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.
CYCLES (CICLOS)

El parametro CYCLES (CICLOS) es utilizado para controlar la cantidad de ciclos
de la sefial bajo el impulso acustico en los modos de visualizacion RF e IMPULSE
del PC. Este puede ser ajustado entre 1y 10.

Para cambiar el parametro CYCLES (CICLOS), pulse la tecla de ment principal
MAIN (“MAMMW), seguida de la tecla A; después, gire la rueda de ajuste hasta

seleccionar la cantidad de ciclos deseados.
H/V GAIN (GAN H/V) [ganancia vertical/horizontal]

El parametro H/V GAIN se aplica a los modos de visualizaciéon (M. EJEC) que
utilizan la visualizacion XY. Este parametro permite controlar individualmente
las ganancias horizontal y vertical en la visualizacion XY.

Para cambiar el parametro H/V GAIN, pulse una o dos veces (segtin el M. EJEC

seleccionado) la tecla de meni MAIN (”"MMM“”), seguida de la tecla B. Después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.
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H GAIN (GAN H) [ganancia horizontal]
El parametro H GAIN controla la ganancia horizontal (X) y se aplica al M. EJEC
mediante una visualizacion XY.

Para cambiar el parametro H GAIN, pulse una o dos veces (segun el M. EJEC

seleccionado) la tecla de ment MAIN (“"‘MAWM), seguida de la tecla C. Despusés, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

V GAIN (GAN V) [ganancia vertical]
El parametro V GAN controla la ganancia vertical (Y) y se aplica al M. EJEC
mediante una visualizaciéon XY.

Para cambiar el parametro V GAIN, pulse una o dos veces (segun el M. EJEC

seleccionado) la tecla de meni MAIN (”“AMM"W‘”), seguida de la tecla D. Después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.
ANGLE (ANGULO)

El parametro ANGLE se aplica s6lo al M.EJEC (modo de ejecucion) que utiliza la
visualizacion XY. Este parametro permite controlar la rotacion de las sefiales que
aparecen en la visualizacion XY. También es titil en caso desee obtener el angulo
de una pérdida de adherencia de campo lejano (defecto) diferente al de la pérdida
de espesor del angulo cercano.

Para cambiar el angulo (ANGLE) pulse una o dos veces la tecla de ment MAIN

(MWMNW) (segtin el M. EJEC seleccionado), seguida de la tecla E. Después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

REP RATE (FREC REPET) [frecuencia de repeticion]
El parametro REP RATE (frecuencia de repeticidon) controla la frecuencia de
repeticion del impulso acustico.

Para cambiar el parametro REP RATE, pulse la tecla de menti principal MAIN
(”"‘MAWM), seguida de la tecla C; después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar

la frecuencia de repeticion deseada.
PRB DRV (CONDUISOND) [conductor de sonda]

El equipo BondMaster 600 cuenta con tres niveles de excitacion de sonda: LOW
(BAJO), MEDIUM (MEDIO) y HIGH (ALTO). Las tensiones aproximadas de pico
apicosonde2V, 6 Vy12V respectivamente.
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Para ajustar el nivel de excitacién de sonda, pulse dos veces la tecla de menu

MAIN (”‘MAMWVW), seguida de la tecla D. Cuando el parametro PRB DRV esté
resaltado, gire la rueda de ajuste al nivel deseado.

LP FILTER (FILT P BAJ) [filtro de paso bajo]

El parametro LP FILTER se aplica solamente al M.EJEC (modo de ejecucién) que
utiliza la visualizacion XY. Ajuste este parametro para suavizar la senal en
el modo de visualizacién XY.

Para cambiar el parametro LP FILTER, pulse de dos a tres veces la tecla de ment

MAIN (“MMWW”) [segtin el M. EJEC. seleccionado], seguida de la tecla E. Después,
gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

5.3.2  Modo PC Swept (BARR E-R): men principal

En el modo de barrido de emisién-recepcion (PC Swept), la sonda se excita mediante
el barrido de la sefial desde una frecuencia inicial y final. La sefial visualizada
representa la frecuencia de excitacion extendida. Ver la Figura 5-5 en la pagina 91.

05/20/2014 09:41 (-

LP FILTER
30Hz

Figura 5-5 Visualizacion de BARR E-R (PC Swept)

Los siguientes parametros pueden ser ajustados con el ment principal PC Swept:

¢ ANGLE (angulo)
* GAIN (ganancia horizontal/vertical)
e START FREQ (inicio de frecuencia)
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e STOP FREQ (interrupcién de frecuencia)

e SW. RATE (frecuencia de barrido)

e FRQ1 TRACK (seguimiento de frecuencia 1)
e FRQ2 TRACK (seguimiento de frecuencia 2)
¢ H GAIN (ganancia horizontal)

* V GAIN (ganancia vertical)

¢ PRB DRV (conductor de sonda); para obtener mayores detalles, consulte la
seccion «Modo PC Swept (BARR E-R): ment principal» en la pagina 91.

Cambio de parametros en el mend principal PC Swept (BARR E-R)

| NOTA |

La siguiente informacion puede aplicarse cuando el equipo BondMaster 600 esta
configurado en el modo de barrido por emision y recepcion (PC Swept), y la tecla de

menu MAIN (”“MANW”) ha sido pulsada.

ANGLE (angulo)
El pardmetro ANGLE controla la rotacion de la sefial visualizada.

Para cambiar el parametro ANGLE, pulse la tecla A y, después, gire la rueda de
ajuste al valor del angulo deseado.

GAIN (ganancia horizontal/vertical)
El parametro GAIN (GAN) controla la ganancia general de la sefial.

Para modificar el parametro GAIN, pulse una vez la tecla de menit MAIN

(”AWWM); después, pulse la tecla B y gire la rueda de ajuste hasta seleccionar
el valor deseado.

START FREQ (inicio de frecuencia)
El pardametro START FREQ controla el inicio (valor) de la frecuencia de barrido.

Para modificar el pardametro START FREQ, pulse la tecla C y, después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor de inicio de frecuencia deseado.

STOP FREQ (interrupcién de frecuencia)
El parametro STOP FREQ controla el término (valor) de la frecuencia de barrido.
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Para modificar el parametro STOP FREQ, pulse la tecla D y, después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor de interrupcion de frecuencia
deseado.

SW. RATE (frecuencia de barrido)

El parametro SW. RATE controla el indice de barrido que puede ser ajustado en
una de las siguientes opciones: LOW (BAJO), MEDIUM (MEDIO) o HIGH
(ALTO).

Para modificar el parametro SW. RATE, pulse la tecla E; después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor del indice de barrido adecuado.

FRQ1 TRACK (seguimiento de frecuencia 1)

El parametro FRQ1 TRACK (seguimiento de frecuencia 1) se encuentra en
el estado de desactivacion (OFF) por defecto. Para cambiar el parametro FRQ1

TRACK pulse la tecla de mentt MAIN (“’MMMN“), seguida de la tecla A.

Después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor de seguimiento de
frecuencia 1 deseado. Este parametro esta disponible solamente cuando el modo
de visualizacion estda en SPEC+XY (espectro + ejes XY) o en SPECTRUM.

Sin embargo, es mas facil trabajar con él en el modo de visualizaciéon SPEC+XY.
Para ajustar adecuadamente el parametro FRQ1 TRACK:

1. Escanee un remache de un material adecuado; después, ajuste la ganancia
al nivel necesario para evitar la saturacion de senial.

2. Escanee el area defectuosa y observe el SPECTRUM.

3. Identifique el area donde se percibe mayor diferencia entre los resultados de
escaneo del area adecuada y del area defectuosa. Desplace el marcador FRQ1
TRACK a esta posicion.

FRQ2 TRACK (seguimiento de frecuencia 2)

El pardmetro FRQ2 TRACK (seguimiento de frecuencia 2) se encuentra por
defecto en el estado de desactivacion (OFF). Para cambiar el parametro FRQ2

TRACK pulse la tecla de mentt MAIN (““MAMMW), seguida de la tecla B.

Después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor de seguimiento de
frecuencia 2 deseado. Este parametro esta disponible solamente cuando el modo
de visualizacion esta en SPEC+XY (espectro + ejes XY) o en SPECTRUM.

Sin embargo, es mas facil trabajar con él en el modo de visualizacion SPEC+XY.
Para ajustar adecuadamente el pardmetro FRQ2 TRACK:

1. Escanee un remache de un material adecuado; después, ajuste la ganancia
al nivel necesario para evitar la saturacion de senal.

2. Escanee el area defectuosa y observe el espectro (SPECTRUM).
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Identifique el area donde se percibe mayor diferencia entre los resultados
del escaneo del 4rea adecuada y del escaneo del drea defectuosa. Desplace
el marcador FRQ2 TRACK a esta posicion.

| NOTA |

La funcién de seguimiento de frecuencia es utilizada para desarrollar aplicaciones y
crear procedimientos. Esta funcidon puede efectuar el seguimiento de hasta dos
frecuencias definidas por el usuario. También, muestra una traza permanente en

el plano de los ejes XY, registrando la posicion de una frecuencia especifica desde
una sefnal de barrido en emision-recepcion. La funcidn de seguimiento de frecuencia
solo puede ser utilizada en el modo de emisidn-recepcion (pitch-catch). Generalmente,
el uso de esta funcién es mas adecuado cuando el parametro SWEPT RATE esta
configurado a LOW (BAJO) y cuando el indice de frecuencia de su interés aproxima
al valor de inicio (START) y término (END) del indice de frecuencia de la figura de
barrido.

H GAIN (ganancia horizontal)

El parametro H GAIN controla la ganancia horizontal del equipo
BondMaster 600.

Para modificar el parametro H GAIN, pulse la tecla de mend MAIN (MWMWW),
seguida de la tecla C. Después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor de
ganancia horizontal deseado.

V GAIN (ganancia vertical)
El parametro V GAIN controla la ganancia vertical del equipo BondMaster 600.

Para cambiar el parametro V GAIN, pulse la tecla de ment MAIN (“‘MAMM‘”),
seguida de la tecla D. Después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor de
ganancia vertical deseado.

5.3.3  Modo MIA: menu principal

En el modo de analisis impedancia mecanica (MIA), se compara el barrido de
frecuencia de la sonda sobre una pieza «buena» con el barrido de frecuencia de
la sonda sobre una pieza defectuosa. Esto permite determinar una frecuencia
adecuada para la inspeccién. Ver la Figura 5-6 en la pagina 95.
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140.0deg

Figura 5-6 Modo de visualizacién MIA

Los siguientes parametros pueden ser ajustados con el ment principal MIA:

e FREQ (frecuencia)

* GAIN (ganancia combinada)

¢ H GAIN (ganancia horizontal)

* V GAIN (ganancia vertical)

¢ ANGLE (dngulo)

e PRB DRYV (conductor de sonda))
e LPFILTER (filtro de paso bajo)

Modificacion de parametros en el menu principal del modo MIA

| NOTA |

Para obtener mayores detalles sobre los parametros GAIN, H GAIN, V GAIN y PRB
DRV, consulte la seccién «Modo PC Swept (BARR E-R): ment1 principal» en la
pagina 91. La descripcion de los parametros se basa en la presuncion que el equipo

BondMaster 600 esta ajustado en el modo MIA vy la tecla de ment MAIN (“WMM"“) ha
sido pulsada.

FREQ (frecuencia)
El parametro FREQ (frecuencia) controla la frecuencia de la sefial visualizada.
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Para cambiar el parametro FREQ, pulse la tecla A. Despusés, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar la frecuencia deseada.

ANGLE (angulo)
El parametro ANGLE controla el angulo de la sefial visualizada.

Para cambiar el parametro ANGLE, pulse la tecla E y, después, gire la rueda de
ajuste al valor del angulo deseado.

LP FILTER (filtro de paso bajo)

El parametro LP FILTER debe estar ajustado de 1 Hz a 480 Hz, ademas de

la banda ancha. El filtro de paso bajo es ajustable en incrementos de 1 Hz hasta
50 Hz, en incrementos de 2 Hz hasta 100 Hz, en incrementos de 5 Hz hasta

200 Hz, en incrementos de 10 Hz hasta 300 Hz y en incrementos de 20 Hz hasta
480 Hz, seguido de la banda ancha.

Para ajustar el parametro LP FILTER, pulse la tecla E. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor de filtro de paso bajo deseado.

5.3.4  Modo RESON (RESONANC): menu principal

El modo de RESON (resonancia) utiliza una sonda que es sintonizada para obtener
una resonancia en una frecuencia especifica. Cuando el modo de resonancia es
seleccionado, se efecttia un barrido para determinar la frecuencia de resonancia de
la sonda. La amplitud y la fase del barrido son visualizadas. Ver la Figura 5-7 en la
pagina 96.
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Figura 5-7 Visualizacion de la resonancia
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Los siguientes parametros pueden ser ajustados en el ment principal del modo
RESON (resonancia):

e FREQ (frecuencia)

¢ GAIN (ganancia combinada)

¢ H GAIN (ganancia horizontal)
* V GAIN (ganancia vertical)

e ANGLE (angulo)

e PRB DRYV (conductor de sonda)
¢ LPFILTER (filtro de paso bajo)

Modificacion de los parametros del menu principal del modo RESON (resonancia)

| NOTA |

Para obtener mayores detalles sobre el ajuste de los parametros, consulte la seccién
«Modo MIA: ment1 principal» en la pagina 94. La descripcién de los parametros se
basa en la presuncién que el equipo BondMaster 600 esta ajustado en el modo RESON

y la tecla de ment MAIN ( “‘WMM‘”) ha sido pulsada.

535  Modo PC (RF): mend DISP/DOTS (VIS/IPUNTOS)

El mena DISP/DOTS (visualizacion/puntos) permite cambiar las opciones de
visualizacion en la pantalla del equipo BondMaster 600.

Los siguientes parametros pueden ser ajustados en el mentt DISP/DOTS en el modo
PC (RF):

¢ RUN (modo de visualizacion/ejecucion)

¢ CURSOR

¢  GRID (cuadricula)

e POSITION (posicién)

* HPOS (posicion horizontal)

* VPOS (posicién vertical)

* STORE NEXT (almacenamiento del siguiente)
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e RE-WRITE DOT (modificar punto)
e ERASE DOT (borrar punto)

e ERASE ALL (borrar todo)

e SET REF (ajuste de referencia)

¢ D ERASE (supresion visualizacion)
e PERSIST (permanencia)

¢ SCAN TIME (tiempo de escaneo)

Modificacion de los parametro en el menud DISP/DOTS (visualizacion /puntos) del modo
PCRF

| NOTA |
La siguiente informacion puede aplicarse cuando el equipo BondMaster 600 esta

configurado en el modo PC RF y la tecla de ment1 DISP/DOTS (D) ha sido pulsada.

RUN (modo de visualizaciéon/ejecucion)
El pardmetro RUN controla el modo de visualizacion en el que opera la sonda
(ver la Figura 5-8 en la pagina 99).

Para modificar el pardmetro RUN, pulse la tecla A. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

| NOTA |

El parametro RUN (M. EJEC) es accesible y puede ser modificado mediante

la pulsacion de la tecla de acceso directo RUN (lE]). Esta se encuentra ubicada en
la parte lateral izquierda del panel frontal del BondMaster 600 (debajo de la rueda de
ajuste).

Al modificar el parametro RUN, la disponibilidad de algunas funciones accesibles

mediante las teclas de ments MAIN (“i|Ji*), DISP/DOTS )y y ALARM (@Qﬁ)
cambia.
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RECORD
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Figura 5-8 Parametro RUN (M. EJEC)

CURSOR
El pardmetro CURSOR controla si un punto o un cuadrado debe ser visualizado
en la visualizacion del punto flotante.

Para cambiar el parametro CURSOR, pulse la tecla C; después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

GRID (cuadricula)

El parametro GRID controla la condiciéon de la cuadricula visualizada en

el equipo BondMaster 600. Existen cinco tipos de cuadriculas disponibles: OFF
(DAC), 10 x 10, FINE (FINO), COARSE (GRUESO) y WEB. Por defecto, el equipo
BondMaster 600 utiliza una cuadricula en formato 10 x 10.

Para ajustar el parametro GRID, pulse la tecla D. Cuando la opcién GRID esté
resaltada, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el formato deseado.

OFF (DAC) [desactivado]
El equipo BondMaster 600 no muestra ningtin formato de cuadricula.
10x 10

Se muestra una cuadricula de formato 10 x 10, junto con algunas areas
inutilizables en las partes laterales (derecha e izquierda) de la pantalla.

FINE (FINO)

Se muestra una cuadricula con trece divisiones horizontales (centradas) y
diez divisiones verticales. Las divisiones de la cuadricula, situadas a
los extremos izquierdo y derecho, son la mitad del ancho normal.
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COARSE (GRUESO)

Se muestra una cuadricula con 6,5 divisiones horizontales (centradas) y

5 divisiones verticales (centradas). Las divisiones de la cuadricula en la parte
superior e inferior son la mitad del ancho normal y aquellas divisiones, a

los extremos izquierdo y derecho, son un cuarto del ancho normal.

WEB

Brinda una cuadricula polar.

POSITION (posicién)

El parametro POSITION controla el punto nulo (cero) del punto flotante en

la pantalla del equipo. Existen cinco posiciones de punto nulo (cero): CENTER
(centro), BOT RGHT (derecha inferior), BOT CNTR (centro inferior), TOP CNTR
(centro superior) y TOP LEFT —como también la posicion modificable CUSTOM
(personalizada). Por defecto, el punto nulo se ubica en el centro de la pantalla

del equipo.

Para ajustar la posicion del punto nulo, pulse la tecla C. Cuando el parametro
POSITION est4 resaltado, gire la rueda de ajuste hasta visualizar la posicion
deseada.

H POS (posicion horizontal)
El parametro H POS controla la posicidn cero del punto flotante en el eje

horizontal cuando se utiliza una ubicacién personalizada del punto flotante.

Para cambiar el parametro H POS, pulse la tecla D. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor de posicion horizontal deseado.
V POS (posicion vertical)

El pardmetro V POS controla la posicidn cero del punto flotante en el eje vertical
cuando se utiliza una ubicacién personalizada del punto flotante.

Para cambiar el parametro V POS, pulse la tecla E. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor de posicidn vertical deseado.

STORE NEXT (almacenamiento del siguiente)

El parametro STORE NEXT permite guardar posiciones de puntos en la pantalla
del equipo BondMaster 600. Cuando el parametro STORE NEXT se encuentra
activado, éste guarda la ubicacion del punto junto con un valor numérico en

la pantalla. Ver la Figura 5-9 en la pagina 101.
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DOT
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Figura 5-9 Puntos almacenados

Para guardar la posicion del punto, pulse la tecla A. Pulse sucesivamente la tecla
A para guardar mas puntos.

RE-WRITE DOT (modificar punto)

El pardmetro RE-WRITE DOT permite modificar la posicion de un punto. Esto es
atil cuando se pulsa un botdn accidentalmente.

| NOTA |
El pardmetro RE-WRITE DOT permite modificar so6lo la posicion del punto en curso.

Para modificar la posicion del punto, pulse la tecla B.

ERASE DOT (borrar punto)
El pardmetro ERASE DOT permite borrar una posicion de punto.

| NOTA |

El pardmetro ERASE DOT permite borrar la posicion del punto en curso.

Para borrar la posicion del punto, pulse la tecla C. Pulse sucesivamente la tecla
C para borrar punto por punto, en el orden inverso que fueron modificados
(almacenados) sobre la pantalla del BondMaster 600.
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ERASE ALL (borrar todo)
El parametro ERASE ALL permite borrar todas las posiciones de puntos.

Para borrar todas las posiciones de puntos, pulse la tecla D.

| NOTA |

Pulse la opcion ERASE ALL para borrar instantdneamente todas las posiciones de
puntos. Esta operacion es irreversible.

SET REF (ajustar referencia)

El parametro SET REF permite ajustar una imagen de referencia para la pantalla
del BondMaster 600. Esta imagen puede ser visualizada después de pulsar
el botén de supresion.

Para ajustar una imagen de referencia para la pantalla BondMaster 600, pulse

la tecla E. También, los parametros de referencia pueden ser activados al pulsar y
REF

mantener pulsada la tecla de acceso directo REF SAVE (), hasta que
un indicador acustico sea escuchado.

D ERASE (suprimir visualizacion)

El parametro D ERASE controla la frecuencia en que la visualizaciéon de

la pantalla del equipo BondMaster 600 sera suprimida automaticamente.

Este puede determinarse entre cero (desactivado) y 60 segundos, en incrementos
(reducidos) de 0,1 segundos por defecto. También, es posible cambiar los ajustes
del parametro D ERASE a incrementos de 1 segundo (elevado) mediante la tecla
de Confirmacion/Enter. Cuando la funcién de grado elevado esta activo,

el parametro D ERASE se encuentra resaltado, tal como se ilustra en la Figura 5-
10 en la pagina 103.

Para cambiar el parametro D ERASE, pulse la tecla A. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor de supresion de visualizacion de pantalla
deseado.
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DOT DOT

Figura 5-10 Funciones de grado reducido (izquierda) y de grado elevado (derecha)
de supresion de visualizacion

| NOTA |

La funcion de supresion de visualizacién no esta disponible si la funciéon de
permanencia variable (PESIST) esta activada.

PERSIST (permanencia variable)

El parametro de PERSIST permite la supresion automatica de la visualizacion.
Es posible configurar una visualizacion sobre un plano de impedancia (sin
barrido) para que los trazos de las sefiales, en la pantalla, sean borrados después
de un periodo de tiempo predeterminado. Este periodo debera determinarse de
0,1sa10s, en incrementos de 0,1 s. Por defecto, el parametro PERSIST se
encuentra ajustado a OFF (DAC) [desactivado].

Para activar el parametro de permanencia variable, pulse la tecla B. Cuando
el pardmetro de permanencia variable se encuentra resaltado, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

SCAN TIME (tiempo de escaneo)
Sirve para ajustar la duracion del modo de visualizacion de escaneo (SCAN).

Para modificar el parametro SCAN TIME, pulse una vez la tecla de menu

DISP/DOTS (D). Después, pulse la tecla E y utilice la rueda de ajuste para
cambiar el parametro.
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5.3.6  Modo PC Swept (BARR E-R): menu DISP/DOTS

Los siguientes pardmetros pueden ser ajustados en el mentt DISP/DOTS
(visualizacion/puntos) del modo de PC Swept (BARR E-R):

e RUN (modo de visualizacién/ejecucion)
e CURSOR

¢  GRID (cuadricula)

e D ERASE (supresion visualizacion)

¢ RECORD (registrar)

| NOTA |

Para obtener mayores detalles sobre los ajustes de los parametros RUN (modo de
ejecucion), CURSOR, GRID (cuadricula) y D ERASE (supresion visualizacion),
consulte la secciéon «Modo PC (RF): menu DISP/DOTS (VIS/PUNTOS)» en la
pagina 97. Las descripciones de los parametros se basan en la presuncion que

el equipo BondMaster 600 esta determinado en el modo PC Swept (BARR E-R), y

la tecla de menu DISP/DOTS (D) ha sido pulsada.

RECORD (registrar)

El parametro RECORD permite visualizar trazos de sefales de seguimiento de
frecuencia (hasta dos trazas) durante un modo de visualizacién XY.

Para cambiar el parametro RECORD, pulse dos veces la tecla de ment

DISP/DOTS (D). Después, pulse la tecla E y, a continuacion, gire la rueda de
ajuste para modificarlo.

5.3.7  Modo MIA: menu DISP/DOTS

Los siguientes pardmetros pueden ser ajustados en el ment DISP/DOTS
(visualizacion/puntos) del modo MIA:

e RUN (modo de visualizacion/ejecucion)

e POSITION (posicién)

e HPOS (posicion horizontal)

* VPOS (posicion vertical)

e STORE NEXT (almacenamiento del siguiente)
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e RE-WRITE DOT (modificar punto)
e ERASE DOT (borrar punto)

e ERASE ALL (borrar todo)

e SET REF (ajuste de referencia)

e SUPR VIS (suprimir visualizacién)
e PERSIST (permanencia)

e CURSOR

¢  GRID (cuadricula)

e SCAN TIME (tiempo de escaneo)

| NOTA |

Para obtener mayores detalles sobre el ajuste de los pardmetros, consulte la seccién
«Modo PC (RF): mena DISP/DOTS (VIS/PUNTOS)» en la pagina 97. Las descripciones
de parametros se basan en la presuncion que el equipo BondMaster 600 esta

determinado en el modo MIA vy la tecla de ment DISP/DOTS (D) ha sido pulsada.

5.3.8  Modo RESON: menu DISP/DOTS

En el modo de RESON (resonancia), los siguientes parametros pueden ser ajustados
mediante el mentit DISP/DOTS (visualizacién/puntos):

¢ RUN (modo de visualizacién/ejecucion)
e POSITION (posicion)

* HPOS (posicion horizontal)

* VPOS (posicion vertical)

* STORE NEXT (almacenamiento del siguiente)
e RE-WRITE DOT (modificar punto)

¢ ERASE DOT (borrar punto)

e ERASE ALL (borrar todo)

e SET REF (ajuste de referencia)

e D ERASE (suprimir visualizacion)

¢ PERSIST (permanencia)

e CURSOR
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¢  GRID (cuadricula)
¢ SCAN TIME (tiempo de escaneo)

| NOTA |

Para obtener mayores detalles sobre el ajuste de los parametros, consulte la seccién
«Modo PC (RF): mena DISP/DOTS (VIS/PUNTOS)» en la pagina 97. Las descripciones
de los parametros se basan en la presuncién que el equipo BondMaster 600 esta

determinado en el modo RESON y la tecla de menti DISP/DOTS (D) ha sido
pulsada.

5.3.9 Modo PC RF: menu ALARM en el modo de visualizacion de
radiofrecuencia

Los siguientes parametros pueden ser ajustados en el mentit ALARM (ALARMA)
del modo PC (RF):

e RF ALARM (alarma de radiofrecuencia)
¢ TOP (superior)

e BOTTOM (inferior)

e DWELL (duracién)

¢ HORN (pitido)

| NOTA |

La siguiente informacion puede aplicarse cuando el equipo BondMaster 600 esta

configurado en el modo PC (RF) y la tecla de meni ALARM (@éb) ha sido pulsada.

RF ALARM (alarma de radiofrecuencia)

El parametro RF ALARM controla los tipos de alarma de referencia y pueden ser
ajustados a OFF (DAC), POS (positivo) o NEG (negativo).

Para modificar el parametro RF ALARM pulse la tecla A. Después, gire la rueda
de ajuste al tipo de alarma deseada.
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TOP (superior)

El parametro TOP controla el umbral superior de la alarma. El porcentaje
visualizado es el porcentaje de la altura total de la pantalla. Un ejemplo de este
control se muestra en la Figura 5-11 en la pagina 107.

Para cambiar el parametro del umbral superior (TOP) de alarma, pulse la tecla B.
Después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor del umbral de alarma
deseado.

05/20/2014 09:41

DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

| BOTTOM
| | I 80.0%

IR
H I
|

!

Figura 5-11 Control del umbral de alarma

BOTTOM (inferior)

El parametro BOTTOM controla el umbral inferior de la alarma. El porcentaje
visualizado es el porcentaje de la altura total de la pantalla. Un ejemplo de este
control se muestra en la Figura 5-11 en la pagina 107.

Para cambiar el parametro del umbral inferior (BOTTOM) de alarma, pulse
la tecla C. Después, gire la rueda de ajuste hasta seleccionar el valor del umbral de
alarma deseado.

DWELL (duracion)

El pardmetro DWELL controla el periodo de tiempo que la alarma permanecera
activa, después de presentarse una condicion de alarma. La duracion de la alarma
puede ser ajustada entre 0,0 segundos (desactivada) y 10 segundos. Un ejemplo
de este control se muestra en la Figura 5-12 en la pagina 108.

Para modificar el pardmetro DWELL pulse la tecla D. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar la duracion de alarma deseada.
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05/20/2014 09:41

DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

.| BOTTOM
80.0%

Figura 5-12 Control de duracion (DWELL) de alarma

HORN (pitido)

El pardmetro HORN controla el pitido de la alarma. El pitido de alarma presenta
dos opciones: OFF (DAC) [desactivado] o ON (AC) [activado].

Para modificar el pardmetro HORN, pulse la tecla E. Después, gire la rueda de
ajuste hasta seleccionar la opcion deseada.

05/20/2014 09:41 [

DEFINE
RF ALARM
FRQ POS

BOTTOM
80.0%

Figura 5-13 Control de pitido de alarma
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5.3.10 Modo PC (RF): meni ALARM en el modo de visualizacién

RF+XY y XY

Los siguientes parametros pueden ser ajustados mediante el mentt ALARM del modo
PC (RF), dentro de los modos de visualizaciéon RF+XY y XY:

5.3.11

RF ALARM (consulte la seccion «Modo PC RF: menut ALARM en el modo de
visualizacion de radiofrecuencia» en la pagina 106)

XY ALM 1 (consulte la seccion «Modo PC Swept (BARR E-R): mentt ALARM» en
la pagina 110)

XY ALM 2 (consulte la seccion «Modo PC Swept (BARR E-R): mentt ALARM» en
la pagina 110)

DWELL (consulte la seccion «Modo PC RF: menu ALARM en el modo de
visualizacion de radiofrecuencia» en la pagina 106)

HORN (consulte la seccién «Modo PC RF: mentit ALARM en el modo de
visualizacion de radiofrecuencia» en la pagina 106)

Modo PC (RF): menu ALARM dentro de los modos de visualizacion
XY+SCAN y XY

Los siguientes parametros pueden ser ajustados mediante el menit ALARM del modo
PC (RF), dentro de los modos de visualizaciéon XY+ESCAN y XY:

SCAN ALM (alarma de escaneo) [consulte la secciéon «Modo MIA: menu
ALARMD> en la pagina 117]

XY ALM 1 (consulte la seccion «Modo PC Swept (BARR E-R): ment ALARM» en
la pagina 110)

XY ALM 2 (consulte la seccion «Modo PC Swept (BARR E-R): mentt ALARM» en
la pagina 110)

DWELL (consulte la seccion «Modo PC RF: menu ALARM en el modo de
visualizacion de radiofrecuencia» en la pagina 106)

HORN (consulte la seccién «Modo PC RF: mentt ALARM en el modo de
visualizacion de radiofrecuencia» en la pagina 106)
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5.3.12 Modo PC Swept (BARR E-R): menii ALARM

Los siguientes parametros pueden ser ajustados mediante el mentt ALARM del modo
PC Swept (BARR E-R):

¢ Mena DEFINE:
— SPECALM
— XY ALM1 (alarma de XY 1)
— XY ALM 2 (alarma de XY 2)
— DWELL (duracién)
— HORN (pitido)

e Menu XY ALM 1 (alarma de XY 1):
— SHAPE (forma)

e  Menu XY ALM 2 (alarma de XY 2):
— SHAPE (forma)

| NOTA |

Para obtener mayores detalles sobre los parametros DWELL y HORN, consulte

la seccion «Modo PC RF: mentt ALARM en el modo de visualizacion de
radiofrecuencia» en la pagina 106. Las descripciones de pardmetros se basan en

la presuncion que el equipo BondMaster 600 estd configurado en el modo de barrido

por emisién-recepcién (PC Swept), y la tecla de mentt ALARM (@éb) ha sido
pulsada.

SPEC ALM (espectro y alarma)

El parametro SPEC ALM (espectro y alarma) activa la alarma desde el modo de
visualizacion SPECTRUM (espectro). Es posible configurarla como negativa o
positiva.

Para modificar el parametro SPEC ALM, pulse la tecla A. Después, gire la rueda
de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

XY ALM 1 (alarma de XY 1)

El parametro XY ALM 1 (alarma XY 1) controla el tipo de alarma XY 1 y puede ser
ajustada al estado OFF (desactivacion), POS (frecuencia positiva) o NEG
(frecuencia negativa).

Para modificar el parametro XY ALM 1 pulse la tecla B. Después, gire la rueda de
ajuste al tipo de alarma deseada.
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XY ALM 2 (alarma de XY 2)

El parametro XY ALM 2 (alarma XY 2) controla el tipo de alarma XY 2 y puede ser

ajustada al estado OFF (desactivacion), POS (frecuencia positiva) o NEG
(frecuencia negativa).

Para modificar el parametro XY ALM 2 pulse la tecla C. Después, gire la rueda de
ajuste al tipo de alarma deseada.

Algunos ejemplos de los parametros DWELL y HORN del modo de barrido por

emision-recepcion (PC Swept) se muestran en la Figura 5-14 en la pagina 111 y en la
Figura 5-15 en la pagina 111.

05/20/2014 09:41 -

XY ALM 1

FRQ NEG

XY ALM 2
OFF

Figura 5-14 Ajuste del parametro DWELL de la alarma en el modo PC Swept

05/20/2014 09:41 -

DEFINE

XY ALM 1
FRQ NEG

XY ALM 2

Figura 5-15 Ajuste del parametro HORN de la alarma en el modo PC Swept
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SHAPE (forma)

| NOTA |

El pardmetro SHAPE se encuentra disponible sdlo cuando la alarma XY ALM 1
(alarma de XY 1) o XY ALM 2 (alarma de XY 2) estan activadas. Por ello, la siguiente
informacion se aplica solamente si una de estas alarmas se encuentra activa.

El pardémetro SHAPE controla la forma del umbral de la alarma. Este puede ser
determinado a BOX (cuadrado), SECTOR (area) o CIRCLE (esfera).

Para modificar la forma del umbral de la alarma de XY 1 (XY ALM 1), pulse dos

veces la tecla de mentt ALARM (@é3 ), seguida de la tecla A; después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar la forma de alarma deseada.

Para modificar la forma del umbral de la alarma de XY 2 (XY ALM 2), pulse tres

veces la tecla de meni ALARM (@é» ), seguida de la tecla A; después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar la forma de alarma deseada.

| NOTA |

La forma (SHAPE) seleccionada puede ser ajustada mediante las teclas de funcién
(B, C, Dy E). La Tabla 3 en la pagina 112 muestra las teclas de funcién que deben ser
seleccionadas para las diferentes formas de alarma.

Tabla3 ALM 1 & XY ALM 2 del modo PC Swept (BARR E-R): ajustes de forma

(SHAPE)
Teclas de funcion para la forma de las alarmas XY ALM 1y
Forma XY ALM 2

Tecla B Tecla C Tecla D Tecla E
BOX TOP BOTTOM LEFT RIGHT
(cuadrado) (superior) (inferior) (izquierda) (derecha)
SECTOR OUTR DIA INNR DIA STRT ANG END ANG
(area) (diametro (diametro (angulo de (angulo

externo) interno) inicio) final)
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Tabla3 ALM 1 & XY ALM 2 del modo PC Swept (BARR E-R): ajustes de forma
(SHAPE) (continuacion)

Teclas de funcién para la forma de las alarmas XY ALM 1y
Forma XY ALM 2
Tecla B Tecla C Tecla D Tecla E
CIRCLE RADIUS HORZ VERT N/A
(esfera) (radio) (horizontal) (vertical)

Modificacion de los parametros de la alarma cuadrada (BOX)
en el modo PC Swept (BARR E-R)

5.3.12.1

| NOTA |
La siguiente informacion se aplica cuando el ment XY ALM 1 (alarma XY 1) o
XY ALM 2 (alarma XY 2) estd activo y la opcién BOX ha sido seleccionada en el ment

SHAPE. Ver la Figura 5-16 en la pagina 113.

03/12/2014 10:17AM ===

HV GAIN
0.0/0.0

BOTTOM
25.0%

Figura 5-16 Ajuste de la alarma cuadrada (BOX) en el modo PC Swept

Para cambiar la forma de la alarma BOX (XY ALM 1 [alarma XY 1] 0 XY ALM 2
[alarma XY 2]), modifique los siguientes parametros:
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¢ TOP: controla la parte superior del umbral de la alarma BOX. Para modificar
el ajuste, pulse la tecla B; después, gire la rueda de ajuste hasta que el umbral esté
en la posicion deseada.

¢ BOTTOM: controla la parte inferior del umbral de la alarma BOX. Para modificar
el ajuste, pulse la tecla C; después, gire la rueda de ajuste hasta que el umbral esté
en la posicién deseada.

¢ LEFT: controla la parte lateral izquierda del umbral de la alarma BOX.
Para modificar el ajuste, pulse la tecla D; después, gire la rueda de ajuste hasta
que el umbral esté en la posicion deseada.

* DER: controla la parte lateral derecha del umbral de la alarma BOX.
Para modificar el ajuste, pulse la tecla E; después, gire la rueda de ajuste hasta que
el umbral esté en la posicion deseada.

5.3.12.2  Modificacion de los parametros de la alarma de area (SECTOR)
en el modo PC Swept (BARR E-R)

| NOTA |

La siguiente informacion se aplica cuando el ment XY ALM 1 (alarma XY 1) o
XY ALM 2 (alarma XY 2) esta activo y la opcion SECTOR ha sido seleccionada en
el menti SHAPE. Ver la Figura 5-17 en la pagina 114.

HV GAIN 03/12/2014 10:29AM NN
0.0/0.0
SHAPE
SECTOR

OUTRDIA
70%

INNR DIA
30%

STRT ANG

END ANG

Figura 5-17 Ajuste de la alarma de area (SECTOR) en el modo PC Swept
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Para cambiar la forma de la alarma SECTOR (XY ALM 1 [alarma XY 1] o XY ALM 2
[alarma XY 2]), modifique los siguientes parametros:

e OUTR DIA (diametro externo): controla el didmetro externo del umbral de
la alarma SECTOR. Para modificar el ajuste, pulse la tecla B; después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar la posicion deseada.

e INNR DIA (diametro interno): controla el didmetro interno del umbral de
la alarma SECTOR. Para modificar el ajuste, pulse la tecla C; después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar la posicion deseada.

¢ STRT ANG (angulo de inicio): controla el 4ngulo de inicio del umbral de
la alarma SECTOR. Para modificar el ajuste, pulse la tecla D; después, gire
la rueda de ajuste hasta seleccionar la posicion deseada.

e END ANG (angulo final): controla el angulo final del umbral de la alarma
SECTOR. Para modificar el ajuste, pulse la tecla E; después, gire la rueda de ajuste
hasta seleccionar la posicion deseada.

5.3.12.3  Modificacion de los parametros de la alarma CIRCLE en
el modo PC Swept (BARR E-R)

| NOTA |

La siguiente informacion se aplica cuando el menta XY ALM 1 (alarma XY 1) o

XY ALM 2 (alarma XY 2) estd activo y la opcion CIRCLE (esfera) ha sido seleccionada
en el mentt SHAPE (ver la Figura 5-18 en la pagina 115).

03/12/2014 10:57AM i

SHAPE

Figura 5-18 Ajuste de la alarma CIRCLE en el modo PC Swept
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Para cambiar la forma de la alarma CIRCLE (XY ALM 1 [alarma XY 1] o XY ALM 2
[alarma XY 2]), modifique los siguientes parametros:

5.3.124

RADIUS (radio): controla el didametro del umbral de la alarma CIRCLE.

Para modificar el ajuste, pulse la tecla B; después, gire la rueda de ajuste hasta que
el umbral esté en la posicion deseada.

HORZ (horizontal): controla la posicion horizontal del umbral de la alarma
CIRCLE. Para modificar el ajuste, pulse la tecla C; después, gire la rueda de ajuste
hasta que la esfera esté en la posicion deseada.

VERT (vertical): controla el didametro del umbral de la alarma CIRCLE.

Para modificar el ajuste, pulse la tecla D; después, gire la rueda de ajuste hasta
que la esfera esté en la posicion deseada.

Modificacion de los parametros de la alarma SPECTRUM en
el modo PC Swept (BARR E-R)

NOTA |

La siguiente informacion se aplica cuando el mentt SPEC ALM (espectro de alarma)
esta activo.

Las siguientes opciones del mentt SPEC ALM estan disponibles:

CHANNEL: seleccione el canal donde la alarma es ajustada en el modo de
visualizacion SPECTRUM [ya sea AMPLITUDE (amplitud) o PHASE (fase)].

TOP: controla la parte superior del umbral de la alarma BOX. Para modificar
el ajuste, pulse la tecla B; después, gire la rueda de ajuste hasta que el umbral esté
en la posicion deseada.

BOTTOM: controla la parte inferior del umbral de la alarma BOX. Para modificar
el ajuste, pulse la tecla C; después, gire la rueda de ajuste hasta que el umbral esté
en la posicién deseada.

LEFT: controla la parte lateral izquierda del umbral de la alarma BOX.

Para modificar el ajuste, pulse la tecla D; después, gire la rueda de ajuste hasta
que el umbral esté en la posicion deseada.

RIGHT: controla la parte lateral derecha del umbral de la alarma BOX.

Para modificar el ajuste, pulse la tecla E; después, gire la rueda de ajuste hasta que
el umbral esté en la posicion deseada.
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5.3.13 Modo MIA: meni ALARM

Los siguientes parametros pueden ser ajustados mediante el mentt ALARM del modo
MIA:

e  Menu DEFINE:
— SCAN ALM (alarma de escaneo)
— XY ALM 11 (alarma de XY 1)
— XY ALM 2 (alarma de XY 2)
— DWELL (duracién)
— HORN (pitido)

e  Menu XY ALM 1 (alarma de XY 1):
— SHAPE (forma)

e  Menu XY ALM 2 (alarma de XY 2):
— SHAPE (forma)

| NOTA |

Consulte la seccién «Modo PC Swept (BARR E-R): mentt ALARM» en la pagina 110
para obtener mayores detalles sobre los ajustes de los parametros XY ALM y SHAPE.
Consulte la seccién «Modo PC RF: meni ALARM en el modo de visualizacion de
radiofrecuencia» en la pagina 106 para obtener mayores detalles sobre los pardmetros
DWELL y HORN. La descripcién de los parametros se basa en la presuncion que

el equipo BondMaster 600 esta ajustado en el modo MIA y la tecla de menit ALARM

(@éb) ha sido pulsada.

SCAN ALM (alarma de escaneo)

El pardmetro SCAN ALM permite ajustar el umbral en el modo de visualizacién
(RUN) ESCANEO.

Para modificar el parametro SCAN ALM, pulse la tecla A. Después, gire la rueda
de ajuste hasta seleccionar el valor deseado.

Los ejemplos de los parametros DWELL y HORN del modo MIA se muestran en
la Figura 5-19 en la pagina 118 y en la Figura 5-20 en la pagina 118.
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05/20/2014 09:41 w1

e 267.0] F

DEFINE

Figura 5-19 Ajuste del parametro DWELL de la alarma en el modo MIA

05/20/2014 09:41

e 269.0

DEFINE

&b

XY ALM 1
FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Figura 5-20 Ajuste del parametro HORN de la alarma en el modo MIA

5.3.14 Modo RESON: meni ALARM

Los siguientes parametros pueden ser ajustados mediante el mentt ALARM del modo

RESON (resonancia):

e Menu DEFINE:
— XY ALM 1 (alarma de XY 1)
— XY ALM 2 (alarma de XY 2)

— SCAN ALM (alarma de escaneo)
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— DWELL (duracién)
— HORN (pitido)

e Menu XY ALM 1 (alarma de XY 1):
— SHAPE (forma)

e  Menu XY ALM 2 (alarma de XY 2):
— SHAPE (forma)

| NOTA |

Consulte la seccion «Modo PC Swept (BARR E-R): menit ALARM>» en la pagina 110
para obtener mayores detalles sobre los ajustes de los parametros XY ALM y SHAPE.
Consulte la seccion «Modo MIA: mentt ALARM>» en la pagina 117 para obtener
mayores detalles sobre el parametro SCAN ALM. Consulte la seccion «Modo PC RF:
ment ALARM en el modo de visualizacion de radiofrecuencia» en la pagina 106 para
obtener mayores detalles sobre los parametros DWELL y HORN. La descripcion de
los parametros se basa en la presuncién que el equipo BondMaster 600 esta ajustado

en el modo RESON (resonancia) y la tecla de mentt ALARM (@éb) ha sido pulsada.

Los ejemplos de los parametros DWELL y HORN del modo RESON se muestran en
la Figura 5-21 en la pagina 119 y en la Figura 5-22 en la pagina 120.

05/20/2014 09:41 (-

DEFINE

XY ALM 1

FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Figura 5-21 Ajuste del parametro DWELL de la alarma
en el modo RESON (resonancia)
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05/20/2014 09:41 1

DEFINE

XY ALM 1
FRQ POS

XY ALM 2
OFF

Figura 5-22 Ajuste del parametro HORN de la alarma
en el modo RESON (resonancia)

5.3.15 Menu MEM

El mentt MEM (memoria) cuenta con funciones que permiten almacenar programas y
representaciones (imagenes en la pantalla). En este menti se brindan varias funciones
de modificaciéon para visualizar previamente los datos guardados o almacenados,
consultarlos, modificar los nombres de sus archivos, agregarles notas, configurarlos
con una imagen de referencia y borrar en ellos datos innecesarios.

El BondMaster 600 es capaz de almacenar y consultar las configuraciones completas
del equipo. Por defecto, los datos son almacenados con la fecha, la hora y el nombre
del archivo generado por el equipo. Si una sonda con capacidad PowerLink permanece
conectada cuando los datos estan siendo guardados, el nimero de referencia de dicha
sonda y su descripcion apareceran en el registro.

Después de haber guardado los datos, es posible cambiar el nombre del archivo.
Este nombre puede contener hasta 29 caracteres alfanuméricos. También, es posible
agregar notas al archivo.

Gracias al panel frontal del equipo, es posible efectuar las modificaciones en

el nombre del archivo o las notas. También, es posible utilizar el software de PC
«BondMaster PC» (que es suministrado con cada unidad) para realizar estas
modificaciones.
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| NOTA |

Cuando un programa (archivo de datos almacenado) es consultado, los ajustes en
curso del equipo son reemplazados y no pueden ser guardados, a menos que

los ajustes hayan sido almacenados previamente en otra carpeta del programa.

Existen las siguientes funciones de memoria (MEM) o de almacenamiento
disponibles:
PREVIEW (vista previa)

Sirve para visualizar las representaciones (imagenes), que han sido capturadas
al momento de guardar los datos, en la pantalla del equipo. Para visualizar
previamente un archivo de datos almacenado, pulse la tecla de ment

MEM ( ﬁ), gire la rueda de ajuste hasta resaltar el archivo de datos deseado y,
a continuacioén, pulse la tecla A. La imagen, que fue almacenada junto con el
archivo de datos, aparecera en la pantalla del equipo BondMaster 600. Es posible
efectuar las siguientes acciones:

— Para salir (regresar al menti anterior), pulse la tecla A.

— Para consultar el archivo de datos almacenado, pulse la tecla B.

— Para determinar el archivo de datos como imagen de referencia, pulse la tecla
D.

RECALL (consulta)

Sirve para reiniciar el equipo BondMaster 600 y cargar los ajustes del equipo
asociados al archivo de datos, que debe ser consultado.

Para consultar un archivo de datos almacenado, pulse la tecla de ment
MEM (ﬁ), gira la rueda de ajuste hasta que el archivo de datos deseado esté
resaltado y, a continuacién, pulse la tecla B. El equipo BondMaster 600 consulta

el archivo, junto con los valores que fueron almacenados al momento de
guardarlo.

EDIT (modificar)

Sirve para modificar el nombre de un archivo y agregar notas de archivo
FILE NOTES en los datos almacenados.

Para agregar o modificar un texto (FILE NAME o FILE NOTE) en un archivo,

pulse la tecla de mena MEM (ﬁ); después, gire la rueda de ajuste hasta
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resaltar el archivo deseado y, a continuacién, pulse la tecla C. Al finalizar esta
operacion; aparecera un editor de texto en la pantalla del equipo BondMaster 600.

Para obtener mayor informacidn, consulte la seccion «Editor de texto de
memoria» en la pagina 123.

SET REF (ajuste de imagen de referencia)

Durante las inspecciones, es posible utilizar la funcion SET REF para visualizar
una imagen de referencia guardada en la pantalla del equipo BondMaster 600 con
colores contrastantes. Esta imagen de referencia permanecera en la pantalla hasta
que el parametro SET REF sea desactivado.

Para visualizar una imagen de referencia, pulse la tecla de menit MEM (@),
gire la rueda de ajuste hasta resaltar el archivo de datos deseado y, a continuacion,
pulse la tecla D. También, es posible crear una imagen de referencia utilizando la

representacion en curso sobre la pantalla. Pulse y mantenga presionada la tecla de
REF

acceso directo REF SAVE ([H]) hasta que el equipo BondMaster 600 emita un
indicador actstico.

Para desactivar la imagen de referencia, pulse la tecla de menia MEM (ﬁ) y, a
continuacion pulse la tecla E.

| NOTA |

Un mensaje de error puede aparecer al activar el pardmetro SET REF (ajuste de
referencia) si el modo de visualizacidn, tal como ha sido grabado en el archivo, no es
compatible con el modo de visualizacién en curso.

Por ejemplo, un mensaje de error ocurre al activar una imagen de referencia SET REF
que esta configurada para el modo de visualizacion RF + XY, pero el modo de
visualizacion en curso esta configurado en sefial de radiofrecuencia (RF SIGNAL).

ERASE (suprimir/borrar)

Sirve para suprimir un nimero de programa (un archivo almacenado).

Para suprimir un archivo de datos almacenado, pulse la tecla de ment

MEM (ﬁ), gire la rueda de ajuste hasta que el archivo de datos deseado esté
resaltado y, a continuacidn, pulse la tecla E.
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STORE (almacenamiento)

Sirve para modificar los archivos existentes con los ajustes en curso y los datos
deseados.

Para modificar un archivo, selecciénelo con la rueda de ajuste; después, pulse dos

veces la tecla de menti MEM (@) [hasta que la pdgina GENERAL aparezca].
A continuacion, pulse la tecla A y siga la instrucciones que aparecen en la pantalla
del equipo.

5.3.16 Editor de texto de memoria

El editor de texto de memoria aparece en la pantalla del equipo BondMaster 600
cuando desea modificar el nombre del archivo o el texto de dicho archivo. Esta seccion
del manual brinda instrucciones sobre la manera de utilizar el editor de texto para
modificar los nombres de archivos y las notas en dichos archivos.

NOTA |

El siguiente procedimiento se aplica cuando la tecla de menia MEM (@) ha sido
pulsada, y el ment FILE MANAGER es visualizado (ver la Figura 5-23 en la
pagina 124).

Para utilizar el editor de texto de memoria

1.

Gire la rueda de ajuste hasta resaltar el archivo que desea modificar o editar.

Pulse la tecla FULL NEXT (9) para desplazarse a través de los elementos que
desea modificar: FILE NAME (nombre de archivo) o FILE NOTE (nota de

archivo).
Pulse la tecla C

El editor de texto de memoria se activa en la pantalla del equipo BondMaster 600.
Ver la Figura 5-23 en la pagina 124.
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FILE MANAGER

11/08/13 10:30a
11/08/13 10:30a

Desplaza el cursor Suprime
ala izquierda los caracteres
Desplaza el cursor Suprime la linea
ala derecha entera

KNOB FOR CHANGE AND PRESS A BTN TO ACCEPT

Figura 5-23 Editor de texto de memoria en el mena FILE MANAGER y
botones especiales

4. Utilice la rueda de ajuste para seleccionar los caracteres y pulse la tecla FULL

NEXT (=) para aceptarlos.
5. Cuando haya finalizado la modificacién de los campos FILE NAME o FILE

NOTE, pulse la tecla Confirmacién/Enter (\/ ) para aceptar/guardar los cambios

o pulse la tecla Retorno/Anterior (O) para salir sin aceptar/guardar los cambios.

[ NOTA |

Por defecto, el editor de texto resaltara completamente el nombre del archivo
predefinido. Si una tecla es pulsada de manera subsecuente, el nombre del archivo
predefinido o la nota del archivo seran suprimidos. Este mismo resultado se aplica

al campo FILE NAME o FILE NOTE. Sin embargo, es posible evitar una supresion
(retencion de informacion) mediante la utilizacion de los botones y teclas del editor de
texto, tal como se describe a continuacion:

Las teclas o los botones de navegacion del editor de texto permiten modificar
caracteres que han sido seleccionados erréneamente, o modificar completamente la
informacién que ha sido introducida. Esto se efecttia sin la necesidad de editar
nuevamente los caracteres en los campos (ver la Figura 5-23 en la pagina 124 que
presenta los botones y caracteres especiales).
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Para introducir un caracter con las teclas de navegacion

1. Gire larueda de ajuste hasta que la flecha Siguiente () o Retorno/Anterior

() esté resaltada.

@)
Pulse la tecla FULL NEXT (_->) hasta que el cursor esté correctamente ubicado.
3. Utilice la rueda de ajuste para seleccionar los caracteres, y pulse la tecla FULL

NEXT (=) para aceptarlos.
4. Después que todos los caracteres deseados hayan sido seleccionados, pulse la

tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para aceptar, o la tecla Retorno/Anterior (O)
para cancelar o retornar sin confirmar la seleccion.

Para borrar un caracter con las teclas de navegacion

1. Gire la rueda de ajuste hasta que la flecha Siguiente () o Anterior

() esté resaltada.

@)
2. Pulse la tecla FULL NEXT ( _->) hasta que el cursor esté correctamente ubicado
(después de los caracteres que desea suprimir).

3. Utilice el boton de supresion () para suprimir el (los) caracter (caracteres)

al pulsar la tecla FULL NEXT (9).

4. De ser necesario, utilice la rueda de ajuste y la tecla FULL NEXT (—p ) para
agregar un nuevo caracter o nuevos caracteres.

5. Después de haber completado la supresion, pulse la tecla Confirmacion/Enter

(\/ ) para aceptar o la tecla Retorno/Anterior (O) para cancelar o retornar sin
confirmar la operacion.

Para borrar el campo entero con las teclas de navegacion

€ DPara borrar el campo entero (o linea) y efectuar nuevamente esta operacion
mientras se edita el texto, gire la rueda de ajuste y seleccione el botén de

@)
supresion (); después, pulse la tecla de funcion FULL NEXT (.‘,).
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5.3.17 Menu de configuracion avanzada: tecla de menu ADV SETUP
El ment de configuracion avanzada brinda las siguientes funciones:

APPL SELECT (seleccion de aplicacion), ALL SETTINGS (todos los ajustes), MODE
(modo de inspeccién), CAL (solo para los modos MIA y de resonancia), COLOR,
PASSWORD (contrasefia), SYSTEM SETUP (configuracién del sistema), UNLOCK
OPTIONS (opciones de desbloqueo), ABOUT (acerca) y RESET (reiniciar).

Para obtener mayores detalles acerca de la configuracion del sistema, consulte la
seccidn «Ajuste del idioma de la interfaz del usuario y del separador decimal» en la
pagina 75.

APPL SELECT (seleccion de aplicacion)

Brinda acceso a los menus de aplicaciones en una nueva ventana.
Ver la Figura 5-24 en la pagina 126.

Para seleccionar una aplicacién, pulse la tecla de meni ADV SETUP (),
seguida de la tecla A. Gire la rueda de ajuste para seleccionar la aplicacion
deseada; después pulse la tecla Confirmaciéon/Enter (\/ ). Si desea salir

del menti, pulse la tecla Retorno/Anterior (O).

$kin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Skin To Core Dishonds (Flat)
Metal To Metal For composite honeycomb structures
presenting uniform geometry and

) dimensions. Uses PITCH-CATCH probe in
Smaller Dishonds fixed frequency RF (toneburst) mode.
DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Figura 5-24 Menu APPL SELECT

Las aplicaciones disponibles permiten configurar rapidamente el equipo
BondMaster 600 para las inspecciones de control de adherencia mas frecuentes.
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I NOTA |

Las aplicaciones del equipo BondMaster 600 estan concebidas para permitir
una configuracion rapida del equipo. Sin embargo, respete siempre

los procedimientos de mantenimiento preventivo durante las inspecciones.

ALL SETTINGS (todos los ajustes)

El ment ALL SETTINGS ofrece un acceso a todas las funciones del equipo
BondMaster 600. Estos se incluyen y organizan en dos pantallas separadas
(menuis) para ofrecer un texto facil de leer y navegar (ver la Figura 5-25 en la
pagina 127).

Parametros
Zona de titulo — | ALL SETTINGS MIA & RESON |

RESON EREQ 251.1kHz XY ALM 1
ANGLE 0.0deg SHAPE
HGAIN 0.0dB
MEDIUM YGAIN
LP FILTER 100Hz

DSP MODE XY FLYDOT | |HPOS
VPOS

STRIPFILLED  OFF SCAN ALM OFF
SCANTIME  4.3Sec CHANNEL  AMPLITUDE
TOP 75.0%

RO RNV I s (] FoR FiRsT COL, [B] FOR SECOND COL,

Figura 5-25 Menu ALL SETTINGS (primera pantalla)

Para seleccionar el mentt ALL SETTINGS, pulse la tecla de mentit ADV SETUP

=]
(), seguida de la tecla de funcion B. Para navegar dentro del ment o
dirigirse a la siguiente pagina, siga las instrucciones en el mensaje de ayuda, que
se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Para seleccionar un valor que

@)
desea modificar, pulse la tecla FULL NEXT (_->) hasta que el valor deseado esté
resaltado; después, gire la rueda de ajuste hasta visualizar dicho valor.
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I NOTA |

El equipo BondMaster 600 no requiere la utilizacién de la tecla Confirmacion/Enter
para guardar las selecciones efectuadas en los parametros de los ments. El valor
seleccionado (o visualizado) es guardado automaticamente.

CAL (calibracion)
Sirve para abrir el ment de calibracion (s6lo para los modos MIA y Resonancia).

COLOR
El equipo BondMaster 600 permite seleccionar las paletas de colores deseadas.

La paleta de colores de la pantalla puede ser modificada de la siguiente manera:

(1) Pulse la tecla de menu ADV SETUP ().
(2) Pulse la tecla de funcién E y, después, gire la rueda de ajuste hasta
seleccionar la paleta de colores deseada.
PASSWORD (contraseia)

Las capacidades de reinicio del equipo y de almacenamiento de datos pueden ser
protegidas con una contrasefa para evitar la supresion accidental de datos. Ver la
Figura 5-26 en la pagina 128.

PASSWORD

FILE MENU
RESETS MENU

KNOB FOR CHANGE AND NEXT FOR NAVIGATION.

Figura 5-26 Mentt PASSWORD (contrasefa)

Es posible acceder a la funcion PASSWORD de la siguiente manera:
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=
1. Pulse dos veces la tecla de ment ADV SETUP "IE@ ).
2. Pulse la tecla de funcion A.

La contrasena es determinada de la siguiente manera:

1. Pulse la tecla FULL NEXT (9) para desplazarse a través de los elementos y
seleccionar el elemento que desea proteger con una contrasefia: FILE MENU
(menu de archivo) o RESETS MENU (mena reinicio).

2. Pulse la tecla FULL NEXT (9) para navegar a través del editor de texto.

3. Gire la rueda de ajuste para seleccionar los caracteres que formaran la
contrasefia. Cuando haya completado esta etapa, pulse la tecla de funcién A
para aceptar (ACCEPT).

@)
4. Pulse la tecla FULL NEXT (_->) para navegar hacia otro parametro o
elemento que desea proteger mediante una contrasefia. Repita los pasos ya

mencionados, de 1 a 3, o pulse la tecla Retorno/Anterior (O) para salir.
UNLOCK OPTIONS (desbloqueo de opciones)

Esta funcién da acceso a las actualizaciones que se encuentran disponibles (para
ser activadas por el usuario) en el equipo adquirido, mediante un cédigo de
opcion (suministrado al comprar el equipo). En ella se incluyen

las actualizaciones de modelos, como aquella del B600 al B600M. Consulte

la seccion «Accesorios, piezas de reemplazo y actualizaciones» en la pagina 251
para obtener la lista completa de las posibles actualizaciones y niimeros de
referencia de los componentes.

Para desbloquear las opciones, pulse dos veces la tecla de menit ADV SETUP

=i
(), seguida de la tecla C y, a continuacidn, ingrese el codigo de opcion para
efectuar la actualizacion.

Para obtener mayor informacidn sobre esta funcion, sirvase contactar con su
representante local de Evident. La informacién de contacto de su pais o region
puede encontrarse visitando la pagina web de Evident: https://www.olympus-
ims.com/es/contact-us/.

ABOUT (acerca)

Esta funcién muestra la informacion de configuracion del equipo y otros detalles
importantes. En ocasiones, cuando esta funcion es requerida por los técnicos de
servicio o representantes de productos, ayudara al personal de fabrica a
identificar su instrumento BondMaster 600 o solucionar los problemas
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encontrados. La funcién esta disponible para satisfacer las necesidades de
los usuarios y, también, brindarles ayuda en el caso de nuevas actualizaciones.

Para acceder al mentt ABOUT, pulse dos veces la tecla de mentt ADV SETUP
=i
(), seguida de la tecla de funcién D.

El mentt ABOUT brinda acceso a la siguiente informacion:

BATT & TEMP (bateria y temperatura del equipo, nivel de bateria, capacidad de
bateria, capacidad del modelo de la bateria, y estado de la bateria), LEGAL INFO
(informacion legal), UPGRADE (actualizacion del software operativo del equipo),
y TESTS. Ver la Figura 5-27 en la pagina 130.

STATUS

BATT &
TEMP

UPGRADE

Figura 5-27 Ment ABOUT (acerca)

BATT & TEMP (bateria y temperatura)

Sirve para informar sobre la temperatura interna del equipo y de la bateria,
el modelo del equipo, la fecha de fabricacion, las versiones de software y
hardware, el nimero de serie del instrumento, etc.

Para acceder al ment BATT & TEMP, pulse dos veces la tecla de mentt ADV
SETUP (), seguida de la tecla de funcién D. Después, pulse la tecla de

funcién A. Para salir del mend, pulse la tecla Retorno/Anterior (O).

LEGAL INFO (informacion legal)

Sirve para visualizar la informacién legal y de proteccion de derechos de
patente del equipo BondMaster 600.
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Para acceder al mentt LEGAL INFO, pulse dos veces la tecla de meniit ADV

SETUP *E‘Q ), seguida de la tecla D. Después, pulse la tecla B. Para navegar
a través del mend, siga las instrucciones en el mensaje de ayuda que se
observa en la parte inferior de la pantalla. Para salir del ment, pulse la tecla

Retorno/Anterior ( O ).

REG (regulacién)

Sirve para visualizar la informacién reglamentaria del equipo BondMaster
600. Ver la Figura 5-28 en la pagina 131. Para acceder al ment1t REG

.7 a -P’_‘ .
(regulacién), pulse dos veces la tecla de ment ADV SETUP (), seguida
de la tecla D. Después, pulse la tecla E. Para salir del mend, pulse la tecla

Retorno/Anterior ( O ).

REGULATORY SCREEN

Canada
This ISM device complies with Canadian ICES-001
Cet appareil ISM est conforme a la norme NMB-001 du Canada

South Korea

Europe

E (€

Australia/New Zealand MSIP-REM-OYN-B600

&

KNOB TO NAVIGATE NEXT REGULATORY SCREEN

Figura 5-28 Pantalla REGULATORY SCREEN

UPGRADE (actualizacion)

Sirve para establecer la comunicacion entre el equipo BondMaster 600 y
un PC, en donde el software BondMaster PC ha sido instalado.
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| NOTA |
El software BondMaster PC es necesario para actualizar el software operativo
del equipo BondMaster 600.

Para acceder al ment UPGRADE, pulse dos veces la tecla de meni ADV

SETUP (), seguida de la tecla D y la tecla C. Después, siga las
instrucciones que aparecen en la pantalla. Para salir del mend, pulse la tecla

Retorno/Anterior ( O )-
TESTS (ensayos)

Sirve para que el usuario pueda efectuar ensayos de diagndstico en el equipo
BondMaster 600. Existen los siguientes ensayos disponibles: VIDEO TEST
(ensayo de video), KEYPAD TEST (ensayo de teclado), SD CARD TEST
(ensayo de tarjeta de memoria SD) y LED TEST (ensayo LED).

Para acceder al ment TESTS, pulse la tecla de ment ADV SETUP (),
seguida de la tecla de funcién D. Gire la rueda de ajuste hasta que el ensayo
deseado sea visualizado; después, pulse la tecla de funcidon A para iniciar

el ensayo. Para salir del ment TESTS, pulse la tecla Retorno/Anterior (O).

o VIDEO TEST — controla la visualizacion correcta de la pantalla del
equipo mediante la aparicion de tres bandas de colores (de igual ancho):
rojo, verde y azul. El ensayo es rechazado si una o mas bandas de igual
ancho no son mostradas. Para salir del ensayo de video, pulse la tecla de

Retorno/Anterior (O). Después, el ment TESTS reaparecera en
la pantalla del equipo BondMaster 600.

o  KEYPAD TEST —controla el funcionamiento adecuado del teclado y
muestra la tltima tecla que ha sido pulsada. El ensayo contintia hasta que

la tecla de Retorno/Anterior (O) es pulsada. Después, el ment TESTS
reaparecerd en la pantalla del equipo BondMaster 600.

o SD CARD TEST —controla la tarjeta de memoria interna y aquella
extraible mediante las respuestas de aceptacion (PASSED) o rechazo
(FAILED). Para salir del ensayo de la tarjeta de memoria SD, pulse la tecla

de Retorno/Anterior (O). Después, el menti TESTS reaparecera en la
pantalla del equipo BondMaster 600.
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| NOTA |

Si la tarjeta de memoria extraible SD no se encuentra instalada en el equipo al efectuar
el control de dicho dispositivo de almacenamiento, aparecera el mensaje de error
(FAILED).

o LED TEST —controla el buen funcionamiento de los indicadores de tipo
LED (diodo emisor de luz). Los indicadores LED estan ubicados en
la esquina superior izquierda del equipo BondMaster 600, y estan
identificados con los valores 1, 2 y 3. Durante los ensayos, los indicadores
LED se iluminan consecutivamente manteniendo una secuencia de
colores: verde, amarillo/naranja y rojo. Si alguno de los colores faltasen,
significa que el indicador de tipo LED no esta funcionando
correctamente. Para salir del ensayo de los indicadores LED, pulse la tecla

de Retorno/Anterior (O). Después, el ment TESTS reaparecera en
la pantalla del equipo BondMaster 600.

| NOTA |

El indicador luminoso de alimentacion por bateria no es controlado durante el ensayo
de los indicadores LED (LED TEST); sin embargo, puede ser controlado
manualmente. Para obtener mayor informacion sobre los indicadores de tipo LED,
consulte la seccion «Cargador/adaptador» en la pagina 38.

RESET (reinicio)
Brinda la capacidad para reiniciar el equipo BondMaster 600 de la siguiente
manera:

1. Para acceder al menti RESET, pulse la tecla de menu ADV SETUP *EQ )
seguida de la tecla de funcién E. Después, gire la rueda de ajuste hasta
seleccionar el tipo de reinicio deseado para el equipo: pardmetros,
almacenamiento o general (ver la Figura 5-29 en la pagina 134 y la Tabla 4 en
la pagina 134).

2. Para efectuar una reinicializacién, pulse la tecla A.

3. Para salir del mend reinicio, pulse la tecla Retorno/Anterior (O).
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RESET

T e

WARNING!

ALL DATA WILL BE RESET !

USE KNOB TO SELECT

Figura 5-29 Menu RESET (reinicio)

Tabla 4 Tipos de reinicio

Tipos de reinicio Descripcion

Reinicio de Sirve para suprimir solamente los ajustes del equipo, y

parametros reinicia el equipo BondMaster 600 a sus valores por
defecto.

Reinicio de Sirve para suprimir todos los programas almacenados y

almacenamiento |las representaciones de pantalla.

Reinicio general |Sirve para suprimir los ajustes del equipo BondMaster 600,
los programas almacenados, las representaciones de
pantalla y reinicia el equipo a sus valores por defecto.
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6. Aplicaciones

Esta seccion ha sido preparada para ayudarle a obtener los mejores resultados, de
la manera mas eficiente posible, para las aplicaciones frecuentemente utilizadas
del BondMaster 600. Mientras que otros procedimientos pueden conducir a
resultados equivalentes, los pasos y las recomendaciones a continuacion reflejan
lo que Evident ha determinado como la mejor manera para utilizar las diferentes
caracteristicas del equipo BondMaster 600. Por ello, la cantidad de pasos y
operaciones han sido reducidos al minimo. Cada uno de los siguientes
procedimientos puede ser utilizado como un punto de inicio para crear su propio
procedimiento, mediante el equipo BondMaster 600.

[ IMPORTANTE |

Descargo de responsabilidad: esta seccion no debe ser utilizada para reemplazar
los procedimientos escritos autorizados. Los procedimientos detallados en esta
seccion son expuestos como una guia para optimizar las funciones del equipo
BondMaster 600. Esto facilita la configuracion de las aplicaciones de pérdidas de
adherencia mas frecuentes y la capacitacion. SIEMPRE siga y respete

los procedimientos OEM.

| NOTA |

Evident ofrece varias sondas con la tecnologia PowerLink para la identificacion de
pérdidas de adherencia y para que usted pueda beneficiarse completamente de

la funciones BondMaster 600, se recomienda descargar una aplicacion a partir

del ment APPLICATION SELECTION (seleccion de aplicacion) después de haber
conectado dptimamente una sonda PowerLink o sus accesorios.
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6.1  Aplicaciones utilizadas frecuentemente en el BondMaster 600

Esta seccion presenta procedimientos de muestra que son frecuentemente utilizados
para las inspecciones de componentes aeronauticos.

6.1.1  Deteccion de pérdidas de adherencia de revestimiento a
nucleo de componentes alveolares (estructura de panal de abeja)

Debido a que los modos RF o IMPULSE de la técnica pitch-catch (emisién-recepcion)
utilizan un impulso de tono de frecuencia fijo, estos pueden inspeccionar facilmente
piezas de materiales compuestos alveolares de geometria constante o plana.

La seleccion de frecuencia (normalmente seleccionada y recomendada por

el fabricante de la pieza) hara una gran diferencia durante la deteccién del defecto y
debera ser respetada.

El procedimiento de esta seccion es brindado como una guia para poder configurar
piezas de compuestos alveolares; un procedimiento similar puede ser aplicado a
una variedad de materiales de revestimiento y ntcleo.

A pesar de que los modos RF o IMPULSE de la técnica pitch-catch representan

los métodos preferidos para detectar pérdidas de adherencia de revestimiento a
nucleo en materiales compuestos alveolares, es posible utilizar un procedimiento
similar para inspeccionar pérdidas de metal a metal, o deslaminacion significativa, en
dichos materiales compuestos.

El siguiente procedimiento también desea presentar las varias y nuevas caracteristicas
del BondMaster 600 y, como tal, muestra diferentes pantallas de visualizacién al final.
El objetivo de este procedimiento es detectar y diferenciar pérdidas de adherencia de
campo cercano de aquellas de campo lejano.

Los materiales de inspeccion se muestran en la Figura 6-1 en la pagina 137.
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Figura 6-1 Materiales: pérdidas de espesor de revestimiento a nicleo
en geometrias constantes o planas.

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de material compuesto alveolar (para capacitacion): espesor de 25 mm,
6 capas de revestimiento superior CFRP y 3 capas de revestimiento inferior en
fibra de vidrio; incluye pérdidas de adherencia de 25 mm en cada lado.

N.? de referencia: NEC-6407 [U8862302]

e Cable para las técnicas pitch-catch (emision-recepcion) y MIA de 1,83 m.
N.2 de referencia: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda de emisidn-recepcion para uso general; separacion de punta de 14 mm.
N.2 de referencia: S-PC-P14 [U8800601]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexidn se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcién A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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[ NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mena ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdida de adherencia de revestimiento a nticleo

(geometria plana) y, después, pulse la tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para
aceptar la seleccion. Ver la Figura 6-2 en la pagina 138.

Skin To Core
Dishonds (Flat)

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USEKNOB TO SELECT APPLICATION,
0K TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

i, |
.
———
—
E—
—
—
e

Figura 6-2 Aplicacion Pérdida de adherencia de revestimiento a nucleo
(geometria plana)

Para calibrar las seiales

1. Pulse una vez la tecla MAIN (”‘MAMNW) y ajuste el parametro de frecuencia (FREQ)
[tecla de funcién A] a 11 kHz con la rueda de ajuste.

2. Coloque las puntas de la sonda sobre un area correcta del bloque de calibracién

(dB); después, asegtirese de que la sefial en la representacion RF (izquierda) esté
contenida entre 1 a 2. Ver la Figura 6-3 en la pagina 139.
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RE GAIN 08/08/2014 04:07PM

[wow |n 0.8 |F 270.0]

Figura 6-3 Ajuste de ganancia para obtener una sefal contenida

Coloque las puntas de la sonda sobre un area correcta del bloque de calibracion y,
CAL

después, pulse la tecla CAL NUL (€3).

Efecttie el escaneo sobre la pérdida de adherencia de campo lejano y de campo
cercano; después, desplace la sonda sobre dichas pérdidas para asegurarse que
ambos defectos sean detectados. Ver la Figura 6-4 en la pagina 139.

08/08/2014 04:11PM

A 75 |t 87.0 |

Figura 6-4 Deteccion de pérdidas de espesor de campo lejano y campo cercano
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Configuracion de puerta

I NOTA |

Por defecto, el parametro GATE (puerta) esta ajustado a AUTO (automatico).

En el modo AUTO, el BondMaster 600 detecta automaticamente la sefial pico de
la representacion RF y la utiliza para crear la representacion de punto flotante XY.

5. Es posible ajustar manualmente la puerta a la posicion deseada al seleccionar
el parametro GATE (tecla de funcién D) y al girar la rueda de ajuste.
La posicion recomendada de la puerta (GATE) seria el pico de la primera
reflexion.
La posicion recomendada de la puerta (GATE) siempre esta a la izquierda
del primer pico de sefial mas fuerte. Ver la Figura 6-5 en la pagina 140.

08/12/2074 OT:56AM i

* 98.0

EREQ

7 | 11.0kHz

b
WWJWWW | . =

[540us

RF DISPLAY

RF

Figura 6-5 Posicién de puerta recomendada

Modo de visualizacion IMPULSE

I NOTA |
El modo de visualizacion IMPULSE aplica un filtro de envolvente sobre la sehal RF.
El nombre «IMPULSE» proviene de los productos anteriores BondMaster.
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6. Es posible ajustar el parametro RF DISPLAY (visualizacidon de radiofrecuencia)
[tecla de funcién E] a IMPULSE (ver la Figura 6-6 en la pagina 141). Sin embargo
se recomienda utilizar el modo RF DISPLAY ya que permite interpretar
facilmente cada oscilacion de sefial.

08/08/2014 04:17PM [ 1]

* 106.0

A 7.6

P PRt

RF DISPLAY

IMPULSE

Figura 6-6 Modo de visualizacion IMPULSE

I CONSEJO |

Cuando el modo de visualizaciéon IMPULSE esta activado, es posible incrementar
el ancho (WIDTH) [tecla de funcién C] para propagar el pico de la sefial sobre
algunas divisiones.

Para optimizar la identificacion de pérdidas de adherencia de campo cercano y campo lejano

1. Pulse una vez la tecla RUN ([E]) para visualizar la representacion tinica
del punto flotante XY.

2. Coloque las puntas de la sonda sobre un area correcta del bloque de calibracion y,
CAL

después, pulse la tecla CAL NUL (€).

3. Efecttie el escaneo sobre la pérdida de adherencia de campo lejano y de campo
cercano; mientras desplaza la sonda sobre dichas pérdidas, pulse la tecla FREEZE

(*). Ver la Figura 6-7 en la pagina 142.
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08/08/2014 04:24PM

F 430 | F

A 0.9

/]

ANGLE
120.0deg

Figura 6-7 Escaneo sobre las pérdidas de adherencia

4. Enel mentit MAIN, seleccione el parametro ANGLE (tecla de funcién E); después,
ajuste el angulo de sefal para que la pérdida de adherencia de campo lejano se
ubique en la parte inferior y la pérdida de adherencia de campo cercano se ubique
en la parte superior. Ver la Figura 6-8 en la pagina 142.

08/08/2014 04:25PM

A 0.9 |F 430 |

Figura 6-8 Ajuste del angulo de sefial de la pérdida de adherencia

5. Es posible ajustar el parametro H GAIN (tecla de funcion C) y el parametro
V GAIN (tecla de funcién D) para obtener una distincion mas clara entre
las pérdidas de adherencia de campo cercano y campo lejano. Ver la Figura 6-9 en
la pagina 143.
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08/08/2014 04:26PM

A 0.9 |F 430 |

N
| :

Figura 6-9 Ajuste de los parametros H GAIN y V GAIN

Pulse nuevamente la tecla FREEZE (*) para reactivar la adquisicion.

Pulse la tecla FULL NEXT (_©>) para cambiar al modo de pantalla completa.

Las lecturas muestran en tiempo real la amplitud (A) y fase (°) del punto

flotante XY (ver la Figura 6-10 en la pagina 143). Para obtener mayor informacién
sobre la manera de cambiar las lecturas en tiempo real, consulte la seccion
«Visualizacion de las lecturas en tiempo real» en la pagina 70.

N

» 0.9

Figura 6-10 Amplitud (A) y fase (°) del punto flotante XY
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Nueva pantalla de escaneo y modo de visualizacion alterno

8. Para cambiar entre varias representaciones de sefial durante una inspeccion (en
el modo de pantalla completa o normal), pulse repetidas veces la tecla RUN

(E]) para obtener el modo de visualizacién deseado.

Los modos de visualizacion disponibles se muestran desde la Figura 6-11 en la
pagina 144 hasta la Figura 6-15 en la pagina 146.

Figura 6-11 RUN 1: sefal de radiofrecuencia

- 112.0

Figura 6-12 RUN 2: RF + XY (visualizacién por defecto)
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Figura 6-13 RUN 3: punto flotante XY

- 254.0

Figura 6-14 RUN 4: XY + escaneo
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Figura 6-15 RUN 5: escaneo

| CONSEJO |

Para obtener lecturas de fase mas claras en las representaciones del modo escaneo, se
recomienda compensar la sonda a 0 fuera del bloque de calibracién (en el aire).

Para determinar los ajustes del equipo

1. Segun sus requisitos, ajuste los parametros de la alarma BOX (cuadrado), pitido o
pitido externo (indicador actstico mas alto). Para obtener mayores detalles sobre
las alarmas, consulte la seccion «Especificaciones técnicas de alarmas,
conectividad y memoria» en la pagina 248.

2. Segun sus requisitos, cambie las lecturas en tiempo real.

Las lecturas en tiempo real (predefinidas) muestran la amplitud y fase de la sefial
XY instantaneamente. Para obtener mayor informacion sobre la manera de
cambiar las lecturas en tiempo real, consulte la seccién «Visualizacion de las
lecturas en tiempo real» en la pagina 70.

La lista de todos los parametros se muestra en la Figura 6-16 en la pagina 147.
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ALL SETTINGS PC (RF] ALL SETTINGS PC (RF
11.0kHz
HORN OFF RDG1 TYP A
PREDRY __MEDIUM
EXT HORN ON RDG2 LOC  BOT RGHT
OFF
CIRCLE CAP MODE  INSTANT

RF ALARM POS SCAN ALM
2000us TOP 70.0% TOP
NUM CYCLES 10 BOTTOM 30 BOTTOM

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT. PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Figura 6-16 Lista de todos los parametros

6.1.2  Deteccion de pérdidas de adherencia de revestimiento a nucleo en
compuestos alveolares —geometria cénica o variada—
con la técnica PC Swept (BARR E-R)

La técnica de barrido por emision-recepcion (PC Swept) es ideal para inspeccionar
compuestos alveolares (estructura de panal de abeja) de geometria cénica o variada.
Esta técnica se aplica apropiadamente a una variedad de revestimientos y ntcleos,
pero es adecuada especialmente en nticleos alveolares o de panales de abeja de
aluminio.

Esta técnica se aplica atin mejor en pérdidas de adherencia de campo cercano y campo
lejano. También, esta técnica puede ser utilizada para inspeccionar piezas de
geometria constante o mas plana a pesar de que los modos RF e IMPULSE son
preferidos para este tipo de piezas, en particular aquellas con ensamblajes gruesos.

Este procedimiento describe la manera de configurar una inspeccién tipica mediante
la técnica PC Swept con un bloque de referencia que presenta un nticleo de aluminio.
La seleccién del rango de frecuencia (normalmente seleccionado y recomendado por
el fabricante de la pieza) debe ser respetada.

Los materiales de inspeccion se muestran en la Figura 6-17 en la pagina 148.
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Figura 6-17 Materiales: pérdidas de adherencia de revestimiento a nticleo
en geometrias cOnicas

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de material compuesto alveolar (para capacitacion): espesor de 25 mm,
revestimiento de aluminio superior e inferior de 1 mm y nticleo de aluminio.
Incluye pérdidas de adherencia de 25 mm en cada lado.

N.2 de referencia: NEC-6312 [U8860498]

e Cable para las técnicas pitch-catch (emision-recepcion) y MIA de 1,83 m.
N.? de referencia: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda de emisidn-recepcion para uso general; separacion de punta de 14 mm.
N.2 de referencia: S-PC-P14 [U8800601]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexion se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcién A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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[ NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mend ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdida de adherencia de revestimiento a nticleo

(geometria conica) y, después, pulse la tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para
aceptar la seleccion. Ver la Figura 6-18 en la pagina 149.

Skin Te Core
Disbends (Flat)

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

Figura 6-18 Aplicacion Pérdida de adherencia de revestimiento a nticleo
(geometria conica)

Para calibrar las seiales

1. Pulse una vez la tecla de menia MAIN (“AMAWM) y, después, utilice la rueda de ajuste
para determinar el parametro START FREQ (frecuencia de inicio) [tecla de
funcion C] a 10 kHz y el parametro STOP FREQ (frecuencia de fin) [tecla de
funcién D] a 40 kHz.

2. Coloque las puntas de las sondas en un area correcta del bloque de referencia,

pulse la tecla GAIN (lB) y, después, utilice la rueda de ajuste para determinar
la ganancia hasta que la representacion de barrido esté contenida entre dos
divisiones dentro del cuadrado de la alarma. Ver la Figura 6-19 en la pagina 150.
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08/12/2014 08:51AM [ my

ANGLE
120.0deg
GAIN
- :

BV GAIN
(1300130 [|app 1.6

10.0kHz

STOP FREQ
40.0kHz

SW. RATE
MEDIUM

Figura 6-19 Representacion de barrido entre dos divisiones

3. Mientras la sonda se encuentra atin en un area correcta del bloque de referencia,
CAL

pulse la tecla CAL NULL (€).

4. Efecttie el escaneo sobre los defectos para asegurarse de que la sefial de desplace
fuera del cuadrado de la alarma. Reajuste el parametro GAIN de ser necesario.

@)
5. Pulse la tecla FULL NEXT (_->) para mostrar la pantalla completa y, después,
efecttie el escaneo nuevamente sobre los defectos. Ver la Figura 6-20 en la
pagina 150.

w95 |-

Figura 6-20 Pantalla completa del escaneo
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Para determinar los ajustes del equipo

1. Segun sus requisitos, ajuste los parametros de la alarma BOX (cuadrado), pitido o
pitido externo (indicador actstico mas alto). Para obtener mayores detalles sobre
las alarmas, consulte la seccion «Especificaciones técnicas de alarmas,
conectividad y memoria» en la pagina 248.

2. Segun sus requisitos, cambie las lecturas en tiempo real.

Las lecturas en tiempo real (predefinidas) muestran la amplitud pico a pico de

la sefial XY instantdneamente. Para obtener mayor informacion sobre la manera
de desactivar las lecturas en tiempo real, consulte la seccidon «Visualizacion de las
lecturas en tiempo real» en la pagina 70.

La lista de todos los parametros se muestra en la Figura 6-21 en la pagina 151.

ALL SETTINGS PC SWEPT ALL SETTINGS PC SWEPT
PC SWEPT
HORN OFF RDGI TYP _ Ampl pk-pk
PRB DRV MEDIUM DWELL 0.0sec RDG1LOC  TOP CNTR
LP FILTER 30Hz
SWEPT RATE MEDIUM EXTIHORN o
CAP DLY 10.0sec AQUT PWR OFF

DSP MODE XY FLY DOT
GRID FINE CIRCLE
D ERASE OFF

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT. PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Figura 6-21 Lista de todos los parametros

6.1.3  Deteccion de pérdidas de adherencia mas pequefias en compuestos
alveolares: técnica de analisis de impedancia mecanica (MIA)

Las puntas mas pequeiias de las sondas MIA, combinadas con el rango de frecuencia
extendido del BondMaster 600, son ideales para detectar defectos mas pequefios en
compuestos alveolares (estructura de panal de abeja). Este procedimiento demuestra
la manera de utilizar la técnica MIA para detectar defectos en compuestos alveolares
mediante la frecuencia de inspeccién recomendada. En la seccion «Inspeccion de
materiales compuestos alveolares con la mejor frecuencia: técnica de analisis de
impedancia mecénica (MIA)» en la pagina 183, se explica un procedimiento mas
avanzado para determinar la mejor frecuencia de inspeccién en situaciones
especificas.
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Los materiales de inspeccion se muestran en la Figura 6-22 en la pagina 152.

Figura 6-22 Materiales: pérdidas de adherencia mas pequeifias con la técnica MIA

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de material compuesto alveolar (para capacitacion): 25 mm de espesor; de
3 a 6 pliegues de revestimiento superior en CFRP; 3 pliegues de revestimiento
inferior en fibra de vidrio. Incluye una pérdida de adherencia de 13 mm y otra de
25 mm en cada lado.

N.? de referencia: NEC-6433 [U8620490]

* Cable para las técnicas pitch-catch (emisioén-recepcion) y MIA de 1,83 m.
N.? de referencia: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda MIA de angulo de 90° con punta de 13 mm.
N.? de referencia: S-MP-3 [U8010011]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexidn se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcién A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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[ NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mend ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdidas de adherencia mas pequeiias y reparacion de

identificacidn, después pulse la tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para confirmar
la seleccion. Ver la Figura 6-23 en la pagina 153.

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

.
—
—
—
i
e
—
e

Figura 6-23 Aplicacion Pérdidas de adherencia mas pequenas e
identificacion de reparacién

Para calibrar las seiales

1. Pulse una sola vez la tecla de meni MAIN (”"MMMW) y, después, ajuste el parametro
de frecuencia (FREQ) [tecla de funcion A] a 10 kHz con la rueda de ajuste.

2. Coloque la punta de la sonda en un area correcta del bloque de referencia (lado en
CAL

CFRP) y, después, pulse la tecla CAL NULL (€D).
3. Efecttie minuciosamente un escaneo en la pérdida de adherencia de 13 mm,

después, pulse la tecla FREEZE (*). Ver la Figura 6-24 en la pagina 154.
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08/12/2074 09:24AM

A 0.1 |r 278.0 -

10.0kHz

220.0deg

Figura 6-24 Sefal de escaneo de una pérdida de adherencia

4. Seleccione el parametro ANGLE (tecla de funcién E) y, después, ajuste el angulo
de la senal para que los puntos de la sefial asciendan hacia el cuadrado de
la alarma. Ver la Figura 6-25 en la pagina 154.

08/12/2014 09:25AM ==

A 0.1 |r 278.0 -

Figura 6-25 Angulo de la sefial ajustado de manera ascendente

5. Pulse la tecla GAIN (dlB) y, después ajuste la amplitud de la sefial para que
la sefial de la pérdida de adherencia ingrese al cuadrado de la alarma y
se extienda aproximadamente 5 divisiones desde la posicion O (reticulo).
Ver la Figura 6-26 en la pagina 155.
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08/12/2014 09:27AM

A 0.3 |r 270.0 -

208.0deg

Figura 6-26 Amplitud de sefal ajustada para ingresar en el cuadrado de la alarma

6. Pulse la tecla FREEZE (*) para descongelar (activar) la adquisicion; después,

@)
pulse la tecla FULL NEXT () para cambiar al modo de pantalla completa.

7. Efecttie un escaneo nuevamente en la pérdida de adherencia de 13 mm.
Ver la Figura 6-27 en la pagina 155.

Figura 6-27 Segundo escaneo sobre la pérdida adherencia
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Para determinar los ajustes del equipo

1. Segtn sus requisitos, ajuste los parametros de la alarma BOX (cuadrado), pitido o
pitido externo (indicador actstico mas alto). Para obtener mayores detalles sobre
las alarmas, consulte la seccion «Especificaciones técnicas de alarmas,
conectividad y memoria» en la pagina 248.

2. Segun sus requisitos, cambie las lecturas en tiempo real.

Las lecturas en tiempo real (predefinidas) muestran la amplitud y fase de

la sefial XY instantdneamente. Para obtener mayor informacién sobre la manera
de cambiar las lecturas en tiempo real, consulte la seccién «Visualizacion de las
lecturas en tiempo real» en la pagina 70.

La lista de todos los parametros se muestra en la Figura 6-28 en la pagina 156.

ALL SETTINGS MIA & RESON ALL SETTINGS MIA & RESON

EREQ 10.0kHz

ANGLE 208.0deg
HGAIN 64.0dB HORN OFF
PRB DRV MEDIUM | HclAT] 64.0dB DWELL 0.0sec RDG1LOC  BOT LEFT
o0%
100.0%
EXT HORN OFF RDG2LOC _ BOT RGHT
CAP DLY 10.0sec AQUT PWR OFF

SCAN ALM OFF OFF
CHANNEL  AMPLITUDE CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT. PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Figura 6-28 Lista de todos los parametros

6.1.4  Deteccion de areas reparadas (por moldeo) en compuestos
alveolares: técnica de analisis de impedancia mecanica (MIA)

Debido a que la tecnologia MIA mide la impedancia mecanica (o rigidez) de

los materiales, ésta muestra un alto contraste entre un area reparada/sobremoldeada
(rigida) y una pérdida de adherencia (que mantiene una baja resistencia mecanica).
La caracteristica de este contraste permite utilizar la técnica de ensayo MIA para
identificar areas reparadas en materiales compuestos alveolares (estructura de panal
de abeja).

Los materiales de inspeccién se muestran en la Figura 6-29 en la pagina 157.
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Figura 6-29 Materiales: areas reparadas (por moldeo) mediante la técnica MIA

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de material compuesto alveolar (para capacitacidon): 25 mm de espesor; de
3 a 6 pliegues de revestimiento superior en CFRP; 3 pliegues de revestimiento
inferior en fibra de vidrio. Incluye una pérdida de adherencia de 13 mm y otra de
25 mm en cada lado.

N.° de referencia: NEC-6433 [U8620490]

e Cable para las técnicas pitch-catch (emisioén-recepcion) y MIA de 1,83 m.
N.? de referencia: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda MIA de angulo de 90° con punta de 13 mm.
N.? de referencia: S-MP-3 [U8010011]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexidn se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcién A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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[ NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mena ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdidas de adherencia mas pequeiias e identificacion

de reparacion, después pulse la tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para confirmar
la seleccion. Ver la Figura 6-30 en la pagina 158.

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

.
—
—
—
i
e
—
e

Figura 6-30 Aplicacion Pérdidas de adherencia mas pequenas e
identificacion de reparacién

Para calibrar las seiales

1. Pulse una vez la tecla de menti DISP/DOTS (D) y, después, ajuste el parametro
POSITION (posicién) [tecla de funcién C] a CENTER (centro).

2. Pulsela tecla de menit ALARM (@éﬁ) y, después, ajuste el pardmetro XY ALM 1
[tecla de funcion B] a OFF (desactivado).
3. Coloque la punta de la sonda en un area correcta del bloque de referencia y,

CAL

después, pulse la tecla CAL NULL (€).
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4. Levante la sonda para observar el desplazamiento del punto; si el punto

desaparece, pulse la tecla GAIN (lB) y, después utilice la rueda de ajuste para
determinar la posicién del punto de modo que permanezca en la pantalla. Ver la
Figura 6-31 en la pagina 159.

08/12/2014 10:40AM -

A 27 |F 84.0 |

% e

H/V GAIN

(o]
(o]
DWELL
0.0sec

OFF

F
XY ALM 2
FF

Figura 6-31 Ajuste de la posicion del punto

5. Coloque la punta de la sonda en un area correcta del bloque de referencia y,
CAL

después, pulse la tecla CAL NULL (£3)).
6. Efectiie minuciosamente un escaneo sobre una pérdida de adherencia y un area

reparada; después, pulse la tecla FREEZE (:’I‘:). Ver la Figura 6-32 en la
pagina 160.
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04/15/2000 06:42AM -

h 02 |r 680 |

XY ALM 1
[ OFF
| XY ALM 2
OFF

b DWELL
0.0sec

Figura 6-32 Escaneo sobre la pérdida de adherencia y el area reparada

7. Pulse la tecla de menit MAIN (”‘AMMNW); después, seleccione el pardmetro ANGLE
(dngulo) [tecla de funcion E] y ajuste el dangulo de la sefial para que los puntos de
la sefial provenientes de la pérdida de adherencia asciendan a 90°.

Ver la Figura 6-33 en la pagina 160.

04/15/2000 06:43AM -

h 0.2 |F 1500] F

Figura 6-33 Ajuste del angulo de sefial de modo ascendente

8. Pulse la tecla GAIN (dB) y, después, ajuste la amplitud de sefial para que
la sefial de la pérdida de adherencia se extienda hasta 4 divisiones fuera de

la posicion 0 (reticulo). Ver la Figura 6-34 en la pagina 161.
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04/15/2000 06:44AM -

A 0.2 |r 150.0] r

H/V GAIN

213.0deg

Figura 6-34 Ajuste la amplitud de sefial

Pulse la tecla FREEZE (*) para descongelar (activar) la adquisicion.

@)
Pulse la tecla FULL NEXT (_->) para visualizar el modo de pantalla completa y,
después, efecttie nueva y minuciosamente un escaneo sobre la pérdida de
adherencia y el drea reparada. Ver la Figura 6-35 en la pagina 161.

Figura 6-35 Segundo escaneo sobre la pérdida adherencia y el area reparada
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Para determinar los ajustes del equipo

1. Segtn sus requisitos, ajuste los parametros de la alarma BOX (cuadrado), pitido o
pitido externo (indicador actstico mas alto). Para obtener mayores detalles sobre
las alarmas, consulte la seccion «Especificaciones técnicas de alarmas,
conectividad y memoria» en la pagina 248.

2. Segun sus requisitos, cambie las lecturas en tiempo real.

Las lecturas en tiempo real (predefinidas) muestran la amplitud y fase de

la sefial XY instantdneamente. Para obtener mayor informacién sobre la manera
de cambiar las lecturas en tiempo real, consulte la seccién «Visualizacion de las
lecturas en tiempo real» en la pagina 70.

La lista de todos los parametros se muestra en la Figura 6-36 en la pagina 162.

ALL SETTINGS MIA & RESON ALL SETTINGS MIA & RESON
10.0kHz
DWELL 0.0sec RDG1LOC BOT LEFT
-
100.0%
EXT HORN OFF RDG2 LOC  BOT RGHT
CAP DLY 10.0sec AQUT PWR OFF

SCAN ALM OFF OFF
CHANNEL  AMPLITUDE CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT. PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Figura 6-36 Lista de todos los parametros

6.1.5 Inspeccion de adherencia de metal a metal: modo de resonancia

El modo de resonancia es el método de ensayo preferido para inspeccionar
adherencias de metal a metal. La estructura mas pequena de las sondas de resonancia
permiten un facil acceso a través de los pernos. El modo de resonancia requiere

un acoplante de baja viscosidad para actuar eficazmente. Durante el escaneo, deslice
lentamente la sonda y ejerza un poco de presion sobre ella para que el acoplante se
mantenga entre la superficie y la sonda. Este procedimiento demuestra la manera de
inspeccionar adherencias entre metales mediante el modo de resonancia con tan s6lo
una simple verificacién de aceptacion/rechazo.

Los materiales de inspeccion se muestran en la Figura 6-37 en la pagina 163.
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La— e

Figura 6-37 Materiales: adherencias de metal a metal con el modo resonancia

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de referencia con adherencias de metal a metal; 3 pliegues de aluminio de
0,5 mm.
N.2 de referencia: NEC-6384 [U8861988]

* Botella de acoplante de baja viscosidad para resonancia de 118 ml.
N.2 de referencia: 3308193 [U8770328]

* (Cable de sonda para resonancia de 3,35 m.
N.2 de referencia: SBM-CR-P6 [U8800059]

* Sonda de resonancia de 250 kHz.
N.2 de referencia: S-PR-5 [U8010010]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexion se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcién A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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[ NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mena ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdidas de adherencia de metal a metal y, después,

pulse la tecla Confirmacién/Enter (\/ ) para aceptar la seleccion.
Ver la Figura 6-38 en la pagina 164.

Skin Te Core
Disbends (Flat)

Skin To Core
Disbonds (Tapered)

Delamination and
Laminates Inspection

Metal To Metal
Dishonds

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

-
|
e
=
—
e

Figura 6-38 Aplicacion de pérdidas de adherencia de metal a metal

4. Siel ment de calibracién no aparece automaticamente, pulse y mantenga
CAL

presionada la tecla CAL NULL (€).

5. Mantenga la sonda en el aire. El BondMaster 600 debe seleccionar
automaticamente la mejor frecuencia de operacidn para la sonda. Si existe
una duda, seleccione el parametro CAL (tecla de funcién C) o cambie
el parametro FREQ (tecla de funcién D) con la rueda de ajuste.

6. Seleccione DONE (tecla de funcion E). Ver la Figura 6-39 en la pagina 165.
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08/12/2014 11.01AM [ m

-
-

CAL

FREQ
255 6kHz

Figura 6-39 Pantalla CAL

Para calibrar las seiales

1.

Instale una alfombrilla o almohadilla de respaldo bajo el bloque de referencia.
Esto permitira que sus lecturas sean mas estables.

Agregue una buena cantidad de acoplante sobre el bloque de referencia.

Coloque la sonda en un area correcta del bloque de referencia y, después, pulse
CAL

la tecla CAL NULL (€D).

Desplace la sonda sobre la primera pérdida de adherencia y manténgala fija en
ese lugar.

Pulse dos veces la tecla de ment DISP/DOTS (D) para visualizar la pantalla
DOTS.

Seleccione STORE NEXT (tecla de funcion A) para registrar el primer punto. Ver
la Figura 6-40 en la pagina 166.
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08/12/2014 11:11AM [ m

h 1.0 |r 35.0 |

RE-WRITE
DOT

ERASE DOT

O ERASE ALL

SET REF

Figura 6-40 Primer punto registrado

7. Desplace lentamente la sonda sobre la segunda pérdida de adherencia, y
seleccione STORE NEXT (tecla de funcidn A) para registrar el segundo punto.
Ver la Figura 6-41 en la pagina 166.

08/12/2014 11:11AM -

h 23 |F 71.0 |

RE-WRITE
DOT
ERASE DOT
L an )
-@\i} ERASE ALL

SET REF

Figura 6-41 Segundo punto registrado

8. Deje la sonda y, después, pulse la tecla ERASE (g ).

9. Pulse una vez la tecla de ment MAIN ("MMNW’”) para visualizar la pantalla de menu
MAIN (principal).
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10. Ajuste el parametro ANGLE (angulo) [tecla de funcion E] de ser necesario para

desplazar los puntos en la representacion XY.

11. Ajuste el parametro GAIN (tecla de funcion B) para configurar el punto superior

12.

13.

a aproximadamente el 90 % de la altura de la pantalla. Ver la Figura 6-42 en la
pagina 167.

08/12/2014 11:15AM -

h 100 |F 122.0]

FREQ
< 255 6kHz

ANGLE
90.0deg

Figura 6-42 Parametro GAIN ajustado para configurar el punto superior

Pulse dos veces la tecla de ment ALARM (Gé») para visualizar la pantalla XY
ALM 1Yy, después, ajuste el parametro BOTTOM (inferior) [tecla de funcion C]
a 30 %.

Pulse la tecla FULL NEXT (9) para visualizar la pantalla completa y, después,
efectiie minuciosamente un escaneo sobre las pérdidas de adherencia para
asegurarse de que los puntos correspondan con la sefial. Ver la Figura 6-43 en la
pagina 168.
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Figura 6-43 Segundo escaneo sobre las pérdidas de adherencia

Para determinar los ajustes del equipo

1. Segun sus requisitos, ajuste los parametros de la alarma BOX (cuadrado), pitido o
pitido externo (indicador actistico mas alto). Para obtener mayores detalles sobre
las alarmas, consulte la seccion «Especificaciones técnicas de alarmas,
conectividad y memoria» en la pagina 248.

2. Segun sus requisitos, cambie las lecturas en tiempo real.

Las lecturas en tiempo real (predefinidas) muestran la amplitud y fase de la sefial
XY instantdneamente. Para obtener mayor informacion sobre la manera de
cambiar las lecturas en tiempo real, consulte la seccidon «Visualizacion de las
lecturas en tiempo real» en la pagina 70.

La lista de todos los parametros se muestra en la Figura 6-44 en la pagina 169.
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ALL SETTINGS MIA & RESON ALL SETTINGS MIA & RESON
HORN OFF RDG1 TYP A
PRSDAYV __WEDIUM
EXT HORN OFF RDG2 LOC  BOT RGHT
DSP MODE XY FLY DOT
CAP MODE  INSTANT

SCAN ALM OFF OFF
SCANTIME  5.0Sec CHANNEL  AMPLITUDE CIRCLE

25.0%

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT. PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Figura 6-44 Lista de todos los parametros

6.1.6  Deteccion de deslaminacion entre pliegues de materiales
compuestos: procedimiento general mediante el modo de resonancia

El modo de resonancia es un método recomendado para detectar deslaminacion entre
las capas de un material compuesto. La ubicacién de la deslaminacion entre pliegues
(o en el espesor mas grueso de la pieza) puede ser estimado frecuentemente a partir
de la fase de la sefial en la representacion XY. Este procedimiento muestra la manera
de calibrar el modo de resonancia para ser utilizado como una verificaciéon de
confirmacion/rechazo.

Los materiales de inspeccién se muestran en la Figura 6-45 en la pagina 170.
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Figura 6-45 Materiales: deslaminacién en materiales compuestos mediante
el modo de resonancia

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

e CFRP con deslaminacion, bloque de referencia; 10 pliegues con 3 inserciones de
13 mm.
N.? de referencia: NEC-6382 [U8861986]

* Botella de acoplante de baja viscosidad para resonancia de 118 ml.
N.2 de referencia:3308193 [U8770328]

* (Cable de sonda para resonancia de 3,35 m.
N.? de referencia: SBM-CR-P6 [U8800059]

e Sonda de resonancia de 250 kHz.
N.2 de referencia: S-PR-5 [U8010010]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexion se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcién A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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[ NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mend ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Inspeccion de deslaminacion y laminados; después,

pulse la tecla Confirmacién/Enter (\/ ) para confirmar la seleccion.
Ver la Figura 6-46 en la pagina 171.

Skin Te Core
Disbends (Flat)

Skin To Core
Disbonds (Tapered)

Delamination and
Laminates Inspection

Metal To Metal
Dishonds

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

TN
e
e
=
—
e

Figura 6-46 Aplicacion Inspeccion de deslaminacion y laminados

4. Siel ment de calibracién no aparece automaticamente, pulse y mantenga
CAL

presionada la tecla CAL NULL (€).

5. Mantenga la sonda en el aire. El BondMaster 600 debe seleccionar
automaticamente la mejor frecuencia de operacion para la sonda. Si existe una
duda, seleccione el parametro CAL (tecla de funcién C) o cambie el parametro
FREQ (tecla de funcién D) con la rueda de ajuste.

6. Seleccione DONE (tecla de funcion E). Ver la Figura 6-47 en la pagina 172.
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08/12/2014 11.01AM [ m

-
-

CAL

FREQ
255 6kHz

Figura 6-47 Pantalla CAL

Para calibrar las seiales

1.

Instale una alfombrilla o almohadilla de respaldo bajo el bloque de referencia.
Esto permitira que sus lecturas sean mas estables.

Agregue una buena cantidad de acoplante sobre el bloque de referencia.

Coloque la sonda en un area correcta del bloque de referencia y, después, pulse
CAL

la tecla CAL NULL (€D).

Desplace la sonda sobre la primera pérdida de adherencia y manténgala fija en
ese lugar.

Pulse dos veces la tecla de menu DISP/DOTS (D) para visualizar la pantalla
DOTS.

Seleccione STORE NEXT (tecla de funcion A) para registrar el primer punto. Ver
la Figura 6-48 en la pagina 173.
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08/12/2014 12:56PM )

h 6.0 |r 100.0]

k RE-WRITE
DOT

/ ERASE DOT

ERASE ALL

SET REF

Figura 6-48 Primer punto registrado

7. Desplace lentamente la sonda sobre la segunda pérdida de adherencia, y
seleccione STORE NEXT (tecla de funcidn A) para registrar el segundo punto.
Ver la Figura 6-49 en la pagina 173.

08/12/2014 12:57PM -

h 37 |F 52.0 |

} RE-WRITE
DOT

R

ERASE DOT

ERASE ALL

SET REF

Figura 6-49 Segundo punto registrado

8. Desplace lentamente la sonda sobre la tercera pérdida de adherencia, y seleccione
STORE NEXT (tecla de funcidn A) para registrar el tercer punto. Ver la Figura 6-
50 en la pagina 174.
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08/12/2014 12:56PM )

h 24 |r 53.0 |

RE-WRITE
DOT

ERASE DOT

3

ERASE ALL

SET REF

Figura 6-50 Tercer punto registrado

9. Deje la sonda y, después, pulse la tecla ERASE (g )-

10. Pulse una vez la tecla de ment MAIN (”WMNWW) para visualizar la pantalla de menu
MAIN (principal).

11. Ajuste el parametro ANGLE (angulo) [tecla de funcion E] de ser necesario para
desplazar los puntos en la representacion XY.

12. Ajuste el parametro GAIN (tecla de funcién B) para configurar el punto superior
a aproximadamente el 90 % de la altura de la pantalla. Ver la Figura 6-51 en la
pagina 174.

08/12/2014 01:.02PM [ my

h 7.3 |F 123.0]

T FREQ
(W 255.6kHz

ANGLE
96.0deg

Figura 6-51 Parametro GAIN ajustado para configurar el punto superior
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13.

14.

Pulse dos veces la tecla de meni ALARM (@Qb) para visualizar la pantalla XY
ALM 1y, despusés, ajuste el parametro BOTTOM (inferior) [tecla de funcion C] a
30 %.

Pulse la tecla FULL NEXT () para visualizar la pantalla completa y, después,
efectiie minuciosamente un escaneo sobre las pérdidas de adherencia para
asegurarse de que los puntos correspondan con la sefial. Ver la Figura 6-52 en la
pagina 175.

Figura 6-52 Segundo escaneo sobre las pérdidas de adherencia

Para determinar los ajustes del equipo

1.

Segtin sus requisitos, ajuste los parametros de la alarma BOX (cuadrado), pitido o
pitido externo (indicador actistico mas alto). Para obtener mayores detalles sobre
las alarmas, consulte la seccion «Especificaciones técnicas de alarmas,
conectividad y memoria» en la pagina 248.

Segtin sus requisitos, cambie las lecturas en tiempo real.
Las lecturas en tiempo real (predefinidas) muestran la amplitud y fase de la sefal
XY instantaneamente. Para obtener mayor informacion sobre la manera de

cambiar las lecturas en tiempo real, consulte la seccion «Visualizacion de las
lecturas en tiempo real» en la pagina 70.
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Para activar una visualizacion alterna

@ DPulselatecla RUN ([E]) seglin sea necesario para visualizar los componentes de
amplitud y fase en funcién del tiempo.

Esta representacion es ttil, especialmente al inspeccionar materiales con
variaciones de espesor. Esto se debe a que los registros de los componentes de fase
y amplitud representaran los espesores de la pieza. Ver la Figura 6-53 en la
pagina 176.

97.0

Figura 6-53 Visualizacion alterna de amplitud y fase

La lista de todos los parametros se muestra en la Figura 6-54 en la pagina 176.

ALL SETTINGS MIA & RESON ALL SETTINGS MIA & RESON
RESON
HORN OFF
PRB DRV MEDIUM % DWELL 0.0sec RDG1LOC  BOT LEFT
o -
100.0%
DSP MODE _ XY FLY DOT
CAP DLY 10.0sec AOUT PWR OFF

OFF
SCANTIME  5.3Sec CIRCLE

PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [C] FOR THIRD COL, [E] FOR NEXT. PRESS [A] FOR FIRST COL, [B] FOR SECOND COL, [E] FOR PREV.

Figura 6-54 Lista de todos los parametros
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6.2 Guia avanzada para procedimientos OEM y desarrollo de
aplicaciones con el BondMaster 600

Esta seccion contiene ejemplos avanzados que pueden ser utilizados para desarrollar
sus propios procedimientos de inspeccion.

6.2.1  Andlisis de la respuesta de frecuencia en compuestos alveolares:
seleccion de la mejor frecuencia de inspeccion
con la técnica PC Swept

El modo de barrido por emision-recepcion (PC Swept) del BondMaster 600 muestra
una nueva representacion del espectro (SPECTRUM). Esta representacion es util para
entender la respuesta de frecuencia de un espécimen especifico; asimismo, ayuda a
seleccionar la mejor frecuencia de operacioén.

Las instrucciones en esta seccidon son una guia para maximizar los resultados de
andlisis de frecuencia. Estas instrucciones no son una configuracion de inspeccion
directa, pero explican la importancia de cada parametro o variable.

Los materiales de inspeccién se muestran en la Figura 6-55 en la pagina 177.

Figura 6-55 Materiales: analisis de respuesta de frecuencia con el modo PC Swept
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Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de referencia de compuestos alveolares (estructura de panal de abeja):
espesor de 25 mm; 12 revestimientos superiores e inferiores de 3 pliegues de fibra
de vidrio y nticleos en Nomex y fibra de vidrio. Incluye dos pérdidas de
adherencia de 25 mm, dos deslaminaciones de 25 mm y dos reparaciones de
25 mm.

N.? de referencia: CHRS-1-3 [U8860626]

® Cable para las técnicas pitch-catch (emision-recepcion) y MIA de 1,83 m.
N.2 de referencia: SBM-CPM-P11 [U8800058]

* Sonda de emisidn-recepcion para uso general; separacion de punta de 14 mm.
N.2 de referencia: S-PC-P14 [U8800601]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexidn se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcion A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.

| NOTA |

Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al mentt APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mena ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdida de adherencia de revestimiento a nuicleo

(geometria cénica) y, después, pulse la tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para
aceptar la seleccion. Ver la Figura 6-56 en la pagina 179.
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Skin To Core
Dishonds (Flat)

W

Skin To Core
Dishonds (Tapered)

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

e
e
_—_
B
—
e

Figura 6-56 Aplicacion Pérdida de adherencia de revestimiento a nucleo
(geometria conica)

4. Pulse una sola vez la tecla de ment MAIN (““’MMMW) y ajuste el parametro
SW. RATE (tecla de funcién E) a LOW (bajo).

Al desarrollar una aplicacién o procedimiento, la utilizacién de una frecuencia de
barrido inferior brinda mejores resultados.

5. De ser necesario, ajuste los valores de los parametros START FREQ (tecla de
funcién C) y STOP FREQ (tecla de funciéon D).

Como punto inicial, los valores entre 5 kHz y 50 kHz generalmente suelen ser
muy convenientes.

6. Pulse una vez la tecla RUN (|£]) para visualizar el modo SPEC+XY.

7. Pulse nuevamente la tecla de menu MAIN (”‘AMMMW) para mostrar la pantalla
SPECIAL.

Analisis de primera pasada

[ IMPORTANTE |

Esta subseccién explica la manera de utilizar la primera pasada de sonda para
«limpiar» la representacion del espectro, de modo que en la segunda pasada de
sonda, usted pueda focalizarse exclusivamente en las frecuencias necesarias.

Este procedimiento es importante al inspeccionar revestimientos de fibra de vidrio o
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aluminio, ya que usualmente generan mayores respuestas de sefal en la sonda de
emisién-recepcion (PC), lo cual puede ser contraproducente al analizar
las frecuencias.

Para distinguir las frecuencias necesarias de aquellas inapropiadas
en la primera pasada de sonda

1. Coloque las puntas de las sondas en un area correcta del bloque de referencia,

pulse la tecla GAIN (dB) y, después, utilice la rueda de ajuste para determinar
la ganancia hasta que la imagen de barrido esté contenida entre dos divisiones
dentro del cuadrado de la alarma. Ver la Figura 6-57 en la pagina 180).

08/12/2014 01:32PM -

H/V GAIN
awp 1.4

Figura 6-57 Representacion de barrido entre dos divisiones

CAL

2. Levante la sonda y pulse la tecla CAL NULL (£3)).

3. Coloque y mantenga la sonda en un area correcta del bloque de referencia;
REF

después, pulse y mantenga la tecla REF SAVE &) para guardar la sefial de
referencia de fondo. Ver la Figura 6-58 en la pagina 181.
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08/12/2014 01:35PM )

PRB DRV
MEDIUM

Figura 6-58 Seiial de referencia de fondo

Ajuste el parametro FRQ1 TRACK (tecla de funcién A) o FRQ2 TRACK (tecla de
funcién B), de ser necesario, para seleccionar (resaltar) hasta dos frecuencias
especificas.

Esta operacion permite identificar los varios picos observados.

Efecttie minuciosamente un escaneo sobre los defectos y observe cuidadosamente
el espectro de frecuencia (representacion derecha); en particular, observe

el componente de amplitud (lado superior derecho). Ver la Figura 6-59 en la
pagina 182.

NOTA |

a) Concéntrese en la diferencia de amplitud, en lugar del pico mas alto.
A menudo, la mejor frecuencia de funcionamiento no es la que proporciona
el pico mas alto, sino la que proporciona el mayor contraste entre
una adherencia correcta y una defectuosa.

b) Trate de identificar las frecuencias maximas y minimas necesarias.
A menudo, s6lo una porcidn mas pequena del espectro (generalmente
el extremo inferior) es realmente ttil. Utilice los marcadores de frecuencia
para ubicar los valores de frecuencia «inicial» y «final».

c) Efectie minuciosamente un escaneo, empleando un desplazamiento circular;
los picos varian en gran medida seguin la posicién de la sonda.
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d) Tome nota de los datos, ya que la representacion del espectro puede resultarle
confusa.

08/12/2014 01:46PM -

39.9kHz

17.0dB

17.0dB

PRB DRV
MEDIUM

Figura 6-59 Representacion del espectro de frecuencia
(lado derecho de la pantalla)

6. Después de haber identificado los limites inferiores y superiores, pulse la tecla de

menu MAIN (‘“AMMNW’) y, después, introduzca estos limites como los valores de
frecuencia inicial (START FREQ) y frecuencia final (STOP FREQ).

Analisis de segunda pasada

Para centrarse en los defectos (segunda pasada de sonda)

€ Después de haber determinado los limites inferiores y superiores del espectro de
valores, repita los pasos del 1 al 6, centrandose en los diversos defectos.

| NOTA |

a) Efectle minuciosamente un escaneo, empleando un desplazamiento circular.

b) Tome nota de cada defecto, material, y frecuencia evaluada, etc.
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¢) Intente encontrar frecuencias comunes que permitan detectar los diversos
defectos bajo diversas condiciones. Un frecuencia «general» siempre es mejor,
ya que simplifica las inspecciones.

d) El objetivo final para encontrar las mejores frecuencias de inspeccion es
permitir la creacion de un procedimiento propio (mas simple) con los modos
RF o IMPULSE de la técnica emisién-recepcién (PC).

e) Lafuncion de seguimiento de frecuencia registra la posicion del punto en
tiempo real, como en el caso de los modos RF e IMPULSE de la técnica de
emision-recepcion (PC).

Observe la sefial de seguimiento de frecuencia en la representacion XY para
determinar aquellas frecuencias seleccionadas que facilitaran o no
la inspeccion. Ver la Figura 6-60 en la pagina 183.

08/12/2014 01:49PM )

Figura 6-60 Trazo de la sefial gracias a la funcidn seguimientos de frecuencia

6.2.2 Inspeccion de materiales compuestos alveolares con la mejor
frecuencia: técnica de analisis de impedancia mecanica (MIA)

El rango de frecuencia extendida del BondMaster PC permite utilizar el método MIA
con frecuencias de hasta 50 kHz. Este procedimiento explica la manera de identificar
las mejores frecuencias de funcionamiento para crear un procedimiento MIA

Los materiales de inspeccion se muestran en la Figura 6-61 en la pagina 184.
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—
FL T - -

Figura 6-61 Materiales: la mejor frecuencia con la técnica MIA

Los siguientes productos son utilizados en este procedimiento:

* Bloque de referencia de compuestos alveolares (estructura de panal de abeja):
espesor de 25 mm; 12 revestimientos superiores e inferiores de 3 pliegues de fibra
de vidrio y nticleos en Nomex y fibra de vidrio. Incluye dos pérdidas de
adherencia de 25 mm, dos deslaminaciones de 25 mm y dos reparaciones de
25mm.

N.? de referencia: CHRS-1-3 [U8860626]

* (Cable para las técnicas pitch-catch (emision-recepcion) y MIA de 1,83 m.
N.2 de referencia: SBM-CPM-P11 [U8800058]

e Sonda MIA de angulo de 90° con punta de 13 mm.
N.¢ de referencia: S-MP-3 [U8010011]

Para ajustar la configuracion inicial del BondMaster 600

1. Conecte la sonda y el cable al conector de sonda «PROBE» del BondMaster 600.

2. Cuando la conexién se establece, seleccione CONTINUE (continuar) [tecla de
funcion A] para aceptar la informacion del dispositivo PowerLink.
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I NOTA |
Si utiliza una sonda sin capacidad PowerLink, acceda al ment APPL SELECT
(seleccionar aplicacion) [tecla de funcion A] mediante la tecla de mend ADV SETUP

=),

3. Seleccione la aplicacion Pérdidas de adherencia mas pequeiias e identificacion

de reparacion, después pulse la tecla Confirmacion/Enter (\/ ) para confirmar
la seleccion. Ver la Figura 6-62 en la pagina 185.

Smaller Dishonds and
Repair Identification

DEFAULT USE KNOB TO SELECT APPLICATION,
OK TO ACCEPT, CANCEL TO ABORT

.
—
—
—
i
e
—
e

Figura 6-62 Aplicacion Pérdidas de adherencia mas pequenas e
identificacién de reparacion

Para seleccionar la frecuencia

1. Asegurese de localizar todos los defectos en el bloque de referencia.
CAL

2. Pulse y mantenga la tecla CAL NULL (£3)) para abrir la pantalla CAL
(calibracion).

3. Ajuste los limites de frecuencia, de ser necesario, con la rueda de ajuste.

4. Coloque y mantenga la punta de la sonda sobre el defecto mas pequetio y critico;
después, seleccione el pardametro BAD PART (tecla de funcion E).
Ver la Figura 6-63 en la pagina 186.
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08/12/2014 02:02PM )

CANCEL

] B
i

\ STOP FREQ
M 25.0kHz

Figura 6-63 Senal del defecto mas pequefio

5. Mantenga la sonda sobre un area libre de defectos y, después, pulse el pardmetro
GOOD PART (tecla de funcion E). Ver la Figura 6-64 en la pagina 186.

08/12/2014 02:02PM -

BACK
/ \ DISPLAY
b ABS AMPL

Figura 6-64 Senal de la zona libre de defectos

6. De ser necesario, seleccione la mejor frecuencia de funcionamiento segtin sus
necesidades, al ajustar el pardmetro FREQ (tecla de funcion D) con la rueda de
ajuste (Ver la Figura 6-65 en la pagina 187).

En varias situaciones, el BondMaster 600 selecciona automaticamente la mejor
frecuencia de funcionamiento. Sin embargo, en el caso de aplicaciones mas
complejas o ruidosas, se recomienda seleccionar manualmente la frecuencia.
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NOTA |

a)
b)

c)

d)

Priorice los picos negativos sobre los picos positivos

En el caso de visualizar multiples picos, priorice el primer pico (lado
izquierdo) sobre los picos de la derecha.

En caso de duda, repita los pasos para seleccionar la frecuencia, y asegurarse
de mantener una presion constante sobre la sonda. Si los resultados no son
satisfactorios, puede que se deba a la manera inadecuada de mantener

la sonda sobre el bloque de referencia.

El uso de un soporte de sonda NO es recomendado ya que puede afectar
la impedancia mecanica del 4rea escaneada.

08/12/2014 02:02PM [y

n BACK
\ DISPLAY
DIF AMPL

e li
FREQ
16.3kHz

Figura 6-65 Seleccion de la mejor frecuencia de funcionamiento

7. Al obtener una frecuencia de funcionamiento correcta, seleccione DONE
(terminar) [tecla de funcion E].

Para calibrar las sefiales

1. Con la frecuencia seleccionada correctamente, coloque la sonda en un érea libre

CAL

de defectos del bloque de referencia; después, pulse la tecla CAL NULL (£3)).
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2. Levante la sonda y, después, pulse la tecla de menia MAIN ("‘”MMNV‘N); ajuste
el parametro ANGLE (tecla de funcion E) para que el punto se desplace de
manera ascendente en la representacion XY. Ver la Figura 6-66 en la pagina 188.

08/12/2014 02:03PM -

h 95 |F 86.0 |

Figura 6-66 Ajuste el angulo para desplazar el punto de manera ascendente

3. De ser necesario, pulse la tecla GAIN ((lB) y ajuste el valor de ganancia
(parametro GAIN) para mantener el punto de la sefal de aire en la pantalla. Ver
la Figura 6-67 en la pagina 189.

| NOTA |

Las sondas MIA ofrecen una sensibilidad muy alta de 10 a 18 kilohercios; por lo tanto,
debe utilizar ganancias inferiores, como por ejemplo, 25 dB.
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08/12/2014 02:.04PM )

h 6.8 |r 850 |

EREQ
N 16.3kHz

ANGLE
19.0deg

Figura 6-67 Ajuste de la ganancia para el punto de la sefial de aire

Coloque la punta de la sonda en un area libre de defectos, pulse nuevamente
CAL

la tecla CAL NULL (€3)) y, después, efecttie minuciosamente un escaneo sobre

el(los) defecto(s); aseguirese de que la deteccion sea correcta y, de ser necesario,

ajuste los parametros GAIN, H GAIN o V GAIN. Ver la Figura 6-68 en la

pagina 189.

08/12/2014 02:05PM [y

h 1.0 |F 345.0]

- B

ANGLE
19.0deg

Figura 6-68 Segundo escaneo sobre el(los) defecto(s)
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7. Software BondMaster PC

El software BondMaster PC permite: manipular los datos almacenados; capturar
imagenes de pantalla; actualizar el software operativo del equipo BondMaster 600;
crear archivos PDF; emitir un comando para el equipo; controlar el equipo
remotamente; desbloquear opciones en el equipo, y efectuar copias de seguridad para
restaurar los ajustes del equipo BondMaster 600.

El software BondMaster PC esta incluido en el CD-ROM (memoria de solo lectura),
que es suministrado como un accesorio de serie junto con el equipo BondMaster 600.
Este programa permite establecer la comunicacion del PC con el equipo
BondMaster 600.

7.1 Comunicacion USB
El protocolo de comunicacion predefinido para el equipo BondMaster 600 es USB 2.0.
7.2  Capturas de pantalla con el BondMaster PC

El software BondMaster PC permite capturar imagenes o representaciones de pantalla,
mientras el equipo BondMaster 600 est4 en funcionamiento. Para obtener mayores
detalles acerca de las capturas de pantalla sin utilizar el software BondMaster PC,
consulte la seccion «Funciones ocultas: capturas de pantalla» en la pagina 85.

Para capturar una imagen en la pantalla con el software BondMaster PC

1. Inicie el software BondMaster PC.
2. Conecte el cable USB del PC al equipo BondMaster 600.
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3. Enel ment Device, seleccione la opcién Capture Screen. Ver la Figura 7-1 en la
pagina 192.
El cuadro de didlogo Capture Screen aparece. Ver la Figura 7-2 en la pagina 192.

. BONDMASTER PC

Utilities  Misc  Help

Import from Device 3

4} Export to Device

File Manager...

Issue Command...

Remote Contraol...

Unlack Options...

Figura 7-1 Menu Device del software BondMaster PC

4. Enel cuadro de didlogo Capture Screen haga clic en el botén Start Capture. Ver la
Figura 7-2 en la pagina 192.

B3 Capture SGQ____E

((start Capture ) Close

Figura 7-2 Cuadro de dialogo Capture Screen
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5. Cuando el software BondMaster PC ha capturado la pantalla en curso del equipo,
proceda de la siguiente manera:

€ Copie la imagen al portapapeles del PC.
O]

Guarde la imagen en el disco duro del PC o en otro dispositivo de memoria.
7.3  Actualizacion del software operativo del equipo BondMaster 600

El software BondMaster PC permite actualizar el equipo BondMaster 600 mediante
la conexion USB. Para que el software operativo del equipo sea actualizado, primero

debe descargar la actualizacion por Internet u otro medio y, a continuacién, guardarla
en una carpeta del PC.

Para actualizar el software operativo del equipo BondMaster 600

/ A=t
1. Pulse dos veces la tecla de ment ADV SETUP ( \E@ ).

2. Pulsela tecla D para seleccionar el mentt ABOUT (ACERCA). Ver la Figura 7-3 en
la pagina 193.

Capture Screen

05/20/2014 09:41 [~

SYSTEM
SETUP..

UNLOCK

OPTIONS..

(eaacrme] (Comtocibom) ([Csmeae) (LG

Figura 7-3 Menu ABOUT (acerca)

3. Pulse la tecla C para seleccionar el mentit UPGRADE (actualizacién).
Ver la Figura 7-4 en la pagina 194.
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UPGRADE

Figura 7-4 Ment UPGRADE (actualizacion)

4. Conecte el cargador de bateria al equipo BondMaster 600.

Un mensaje aparecera indicando si el cargador de bateria esta conectado o
desconectado. Ver la Figura 7-5 en la pagina 194 y la Figura 7-6 en la pagina 195.

UPGRADE

UPGRADE SOFTWARE

Please connect AC Charger

Figura 7-5 Mensaje que indica si el cargador de bateria esta desconectado
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UPGRADE L

UPGRADE SOFTWARE

Please Use Upgrade Utility on PC

Figura 7-6 Mensaje que indica si el cargador de bateria esta conectado

| NOTA |

La actualizacién del software no se ejecutara hasta que el cargador de bateria
del BondMaster 600 esté conectado al equipo.

5. En el menu Utilities del software BondMaster PC, seleccione la opcion Upgrade.

Ver la Figura 7-7 en la pagina 195.
El cuadro de didlogo Upgrade Device aparece. Ver la Figura 7-8 en la pagina 196.

BONDMASTER

Utilities

Backup

Restore...
[
( Upgrade.. )

4 [ User Information

File LocatlurE

& Files

o Default User Info

Figura 7-7 Menu Utilities
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7.4

Device must be in the UPGRADE SOFTWARE Mode

Execute the following Steps
1. Press SETUP ADV Button Twice to go to SETUP 2 Menu.
2. Press D Button to select the About .. Menu,

3. Press C Button to select the UPGRADE Menu,

Bin Selection

BIN Files Location: CiAUsers\andrewknoll\Desktop\B600-SWN\S-29-14 E‘
FPGA

irewknol\Deskiop\B600-SW\5-29-14\Beethoven_102.bin

@ appiic
s

Application File:

FPGA File

Status:

G ) coe

Figura 7-8 Cuadro de dialogo Upgrade Device

6. Enla seccién Bin Selection del cuadro de dialogo Upgrade Device, seleccione

la localizacién del software operativo del BondMaster 600; a continuacion,
seleccione las casillas de verificacion Application y FPGA. Ver la Figura 7-8 en la
pagina 196.

7. Haga clic en el botén Start para iniciar la actualizacion.

8. Cuando la actualizacion del software ha sido completada, apague el equipo
BondMaster 600 y, después, enciéndalo nuevamente para activar la actualizacion.

Creacion de un archivo en formato PDF

El software BondMaster PC permite exportar los informes de las inspecciones a
un disco duro de PC o a un dispositivo de memoria. Asimismo, es posible crear
archivos en formato PDF con los datos seleccionados o exportar todos los datos a
una serie de archivos PDF.

Al seleccionar la opcion Export All Files As Adobe Acrobat (PDF), todos los datos
almacenados del equipo BondMaster 600 seran seleccionados automaticamente y
utilizados para crear archivos individuales en formato PDF. Estos tltimos seran
almacenados en una carpeta especifica. Cuando este procedimiento finaliza,

los archivos individuales en formato PDF son revisados e impresos mediante

el software Adobe Acrobat u otro programa equivalente. Antes de exportar los datos a
un archivo en formato PDF, es necesario seleccionar la carpeta de destino donde
dichos archivos seran exportados.
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Para crear un archivo en formato PDF con los datos seleccionados

@ Seleccione el archivo en el panel izquierdo de la ventana del software
BondMaster PC (ver la Figura 7-9 en la pagina 197); después, seleccione Export
As > PDF (ver la Figura 7-10 en la pagina 197).

~__ BONDMASTER

File Device Utilities  Misc

“A\ il Q; “E] . ‘.I_'-Tlﬂ?:'s IXII.

File Locatl'nr{:C:\Users\arn:lrew.knoll\

4 [§ Data

& Files

4 [ User Information

I  Default User Info

Figura 7-9 Archivos en el panel izquierdo de la ventana
del software BondMaster PC

~__ BONDMASTER

File | Device Utilities Misc Help

MNew 3
Export All Files As Adobe Acrobat (PDF)... —— Seleccién para exportar todos
| los archivos
Export As »——— Seleccion para exportar un solo
archivo

Figura 7-10 Menu ARCH (archivo)

Software BondMaster PC
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Para exportar todos los datos con la opcién Export All Files As Adobe Acrobat (PDF)

€ En el ment ARCH del software BondMaster PC, seleccione la opcién Export All
Files As Adobe Acrobat (PDF) [ver la Figura 7-10 en la pagina 197].

7.5 Comandos

El software BondMaster PC permite emitir comandos de lectura, escritura y ejecucion
Unica.

Para visualizar la lista de comandos completa

€ En el ment Help, seleccione la opcion Remote Command. Ver la Figura 7-11 en la
pagina 198.
La lista de comandos se abrira en otra ventana, mediante al software por defecto de
PC, que permite visualizar los archivos PDF.

-
BONDMASTER PC

= e u

5 TR | |

& About..

File analiur{:C:\Usars\andraw.kno\l\. —

4 5 Data | Image(Data} |

[ Files
4 [ User Information

I 4 Default User Info

Figura 7-11 Seleccion de los comandos remotos

Para emitir los comandos remotos

1. Enel ment Device, seleccione Issue Command. Ver la Figura 7-12 en la
pagina 199.
El cuadro de dialogo Issue Command se abre. Ver la Figura 7-13 en la pagina 199.
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BONDMASTER

Utilities

Misc

Help

Import from Device

*} Export to Device

File Manager...

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...

Unlock Options...

3

Figura 7-12 Menu Device: emisién de comando

2. Enel cuadro de didlogo Issue Command, introduzca un comando.
Ver la Figura 7-13 en la pagina 199.

Enter a Command

| FR1?

Result

1.0MHz
OK

l Send ; Clear Close

Figura 7-13 Cuadro de dialogo Issue Command
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| NOTA |
Los comandos pueden ser leidos (R), escritos (W) o ejecutados (X). La Tabla 5 en la
pagina 201 lista los comandos y los formatos que deben ser introducidos (escritos).

3. Enel cuadro de dialogo Issue Command, haga clic en Send. Ver la Figura 7-13 en
la pagina 199.
O
Pulse la tecla de Intro/Enter de su teclado.

La convencion de comandos remotos del BondMaster 600 se establece de la siguiente
manera:

* Los comandos de lectura (R) terminan con el signo de interrogacion «?».
Por ejemplo: ANG?

* Los comandos de escritura (W) incluyen el signo «=», seguido de un valor sin
espacios.

Por ejemplo: ANG=45
* Los comandos de ejecucion (X) incluyen solamente la escritura del comando.

Por ejemplo: DLB

| NOTA |

Todos los comandos terminan con dos codigos de control: retorno de carro y salto de
linea (introducidos como: «\r\n»). Cualquier espacio en un comando de escritura (W)
debera ser reemplazado por un subguion (o, también denominado, subraya).

Por ejemplo: para la frecuencia negativa (FREC NEG), utilice FREC_NEG.
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Tabla5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600

ADW Alarm Dwell R/W 0,000 10,000
(Duracién de
alarma)

ANG Angle 1 R/W 0,000 359,900
(Angulo 1)

ANI Angle Step R 0,100 N/A
Increment
(Incremento de
paso del angulo)

ASE Sweep Erase R/W ON/OFF
(Borrar barrido)

AST Auto Sweep Time R/W 0,005 10,000
(Tiempo de barrido
automatico)

AUE Auto Erase After R/W ON/OFF
Null

(Supresion
automatica
después de punto
nulo)

ALC Alarm Condition R ON/OFF
(Condicién de
la alarma)

ALMXY1 Alarm Type 1 R/W | OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS
(Tipo de alarma 1)

ALMXY1SHAPE Alarm Shape 1 R/W | BOX/SECTOR/CIRCLE
(Forma de
alarma 1)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

ALMXY1BTOP

Alarm 1 Box Top
(Parte superior de
la alarma
cuadrada 1)

R/W

0,0

100,0

ALMXY1BBOT

Alarm 1 Box
Bottom (Parte
inferior de

la alarma
cuadrada 1)

R/W

0,0

100,0

ALMXY1BLEFT

Alarm 1 Box Left
(Parte lateral
izquierda de

la alarma
cuadrada 1)

R/W

0,0

100,0

ALMXY1BRIGHT

Alarm 1 Box Right
(Parte lateral
derecha de la
alarma cuadrada 1)

R/W

0,0

100,0

ALMXY1SIDIA

Alarm 1 Sector
Inner Diameter
(Diametro interno
de la alarma
sectorial 1)

R/W

7,0

263,0

ALMXY1SODIA

Alarm 1 Sector
Outer Diameter
(Diametro externo
de la alarma
sectorial 1)

R/W

7,0

263,0
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

ALMXY1SSANG

Alarm 1 Sector
Start Angle
(Angulo de inicio
de la alarma
sectorial 1)

R/W

0,0

359,0

ALMXY1SEANG

Alarm 1 Sector End
Angle (Angulo
final de la alarma
sectorial 1)

R/W

0,0

359,0

ALMXY1CRAD

Alarm 1 Circle
Radius (Radio de la
alarma circular 1)

R/W

0,0

50,0

ALMXY1CHOR

Alarm 1 Circle
Horizontal
(Posiciéon
horizontal de
la alarma
circular 1)

R/W

0,0

99,5

ALMXY1CVER

Alarm 1 Circle
Vertical (Posicion
vertical de

la alarma
circular 1)

R/W

0,0

99,5

ALMXY2

Alarm Type 2
(Tipo de alarma 2)

R/W

OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMXY2SHAPE

Alarm Shape 2
(Forma de
alarma 2)

R/W

BOX/SECTOR/CIRCLE

ALMXY2BTOP

Alarm 2 Box Top
(Parte superior de
la alarma
cuadrada 2)

R/W

0,0

100,0

Software BondMaster PC 203




DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

ALMXY2BBOT

Alarm 2 Box
Bottom (Parte
inferior de

la alarma
cuadrada 2)

R/W

0,0

100,0

ALMXY2BLEFT

Alarm 2 Box Left
(Parte lateral
izquierda de

la alarma
cuadrada 2)

R/W

0,0

100,0

ALMXY2BRIGHT

Alarm 2 Box Right
(Parte lateral
derecha de

la alarma
cuadrada 2)

R/W

0,0

100,0

ALMXY2SIDIA

Alarm 2 Sector
Inner Diameter
(Diametro interno
de la alarma
sectorial 2)

R/W

7,0

263,0

ALMXY2SODIA

Alarm 2 Sector
Outer Diameter
(Diametro externo
de la alarma
sectorial 2)

R/W

7,0

263,0

ALMXY2SSANG

Alarm 2 Sector
Start Angle
(Angulo de inicio
de la alarma
sectorial 2)

R/W

0,0

359,0
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

ALMXY2SEANG

Alarm 2,Sect0r End
Angle (Angulo
final de la alarma

sectorial 2)

R/W

0,0 359,0

ALMXY2CRAD

Alarm 2 Circle
Radius (Radio de
la alarma
circular 2)

R/W

0,0 50,0

ALMXY2CHOR

Alarm 2 Circle
Horizontal
(Posiciéon
horizontal

de la alarma
circular 2)

R/W

0,0 99,5

ALMXY2CVER

Alarm 2 Circle
Vertical
(Posicién vertical
de la alarma
circular 2)

R/W

0,0 99,5

ALMSCN

Alarm Type Scan
(Tipo de alarma de
escaneo)

R/W

OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMSCNCHN

Alarm Scan
Channel

(Canal de la alarma
de escaneo)

R/W

N/A N/A

ALMSCNTOP

Alarm Scan Top
(Parte superior de
la alarma de
escaneo)

R/W

N/A N/A
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

ALMSCNBOT

Alarm Scan Bottom
(Parte inferior de
la alarma de
escaneo)

R/W

N/A

N/A

ALMSPC

Alarm Type
Spectrum

(Tipo de alarma de
espectro)

R/W

OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMSPCCHN

Alarm Spectrum
Channel

(Canal de la alarma
de espectro)

R/W

AMPLITUDE/PHASE

ALMSPCTOP

Alarm Spectrum
Top

(Parte superior de
la alarma de
espectro)

R/W

0,0

100,0

ALMSPCBOT

Alarm Spectrum
Bottom

(Parte inferior de
la alarma de
espectro)

R/W

0,0

100,0

ALMSPCLEFT

Alarm Spectrum
Left

(Parte lateral de
la alarma de
espectro)

R/W

0,0

100,0

ALMSPCRIGHT

Alarm Spectrum
Right (Parte lateral
derecha de

la alarma de
espectro)

R/W

0,0

100,0
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

ALMR

Alarm Type RF
(Tipo de alarma
RF)

R/W

OFF/FRQ_NEG/FRQ_POS

ALMRFTOP

Alarm RF Top
(Parte superior de
la alarma RF)

R/W

0,0 100,0

ALMRFBOT

Alarm RF Bottom
(Parte inferior de
la alarma RF)

R/W

0,0 100,0

BAT

Predicted Batt
Capacity
(Capacidad
prevista de

la bateria)

0 100

BATT

Predicted Batt
Capacity
(Capacidad
prevista de

la bateria)

0 100

BCP

Battery Charger
Present (Cargador
de bateria presente)

TRUE/FALSE

BMP

Screenshot
(Captura de
pantalla)

N/A N/A

CCT

Capture Time
(Tiempo de
captura)

R/W

2,5 120,0
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

CDM Cal Display Mode R/W ABS_AMPL, ABS_PHAS,
(Modo de DIF_AMPL or DIF_PHAS
visualizacién de
calibracion)

CLB Color Brightness R/W 0, 25, 50, 75, 100
(Iluminacion de
color)

CSH Color Scheme R/W | DEFAULT, OUTDOORS,
(Paletas de color) RED, GREEN, BLUE,

PINK, CLASS, OFFICE

CNL Set Continuous R/W OFF/0,2 Hz/0,5 Hz/1,0 Hz
Null (Ajuste de
punto nulo
continuo)

CTE Display Erase Time R/W 0,0 60,0
(Tiempo de
supresion de
visualizacion)

CYC Cycles R/W 1 10
(Ciclos)

DAL Data Location R/W 1 # Entries in
(Localizacion de Datalogger
datos) (N.2de

entrada en
el registro)

DAN Data Name R/W Valid name in Datalogger
(Nombre de datos) (Nombre valido en

el registro)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

DAS Up/Download Data R N/A N/A
Only (Sélo para
descargar/cargar
datos)
DAT Clock Date R MM/DD/YYYY
(Hora y fecha) DD/MM/YYYY
Depending upon System
Setup (MM/DD/AAAA o
DD/MM/AAAA, segtin

la configuracion
del sistema)

DAY Day (Dia) R/W 1 31

DCM Capture Mode R/W INSTANT/DELAYED
(Modo de captura)

DEF Data Status - Block R N/A N/A
(Estado de datos —
Bloqueo)

DLB Datalogger Backup X N/A N/A
(Copia de
seguridad de
registro)

DLR Datalogger Restore X N/A N/A
(Restauracién de
registro)

DSC Powerlink Probe R Probe Description String
Description (Descripcion de la sonda)

(Descripcion de
la sonda PowerLink)

Software BondMaster PC 209



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

DLRC

Number Backup
Files on External

SD Card (Cantidad
de copias de
seguridad en

la tarjeta de
memoria SD)

502

ERS

Screen Erase
(Supresion de
pantalla)

N/A

N/A

EXH

External Horn
(Pitido externo)

R/W

ON/OFF

FILEREADXML?\2

Read File in XML
Format From Gage
(Lectura de
archivos en
formato XML
desde el equipo)

N/A

N/A

FILEWRITEXML=\2

Write XML File to
Gage (Escritura de
archivos XML para
el equipo)

N/A

N/A

F1T

Frequency 1
Tracking
(Seguimiento de
frecuencia 1)

R/W

OFF or a value between

the start and stop

frequencies (DAC o

un valor entre la

frecuencia de inicio y

final)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

F2T Frequency 2 R/W | OFF or a value between
Tracking the start and stop
(Seguimiento de frequencies (DAC o
frecuencia 2) un valor entre la
frecuencia de inicio y
final)
FLO Frequency Low R/W 10,0 2500,0
Pass (Paso bajo de
frecuencia)
FRQ Frequency 1 R/W 10 12000000
(Frecuencia 1)
FRZ Screen Freeze X N/A N/A
(Congelacion de
pantalla)
Fsp Stop Frequency R/W | PC(RF): 1,0-50,0
(Frecuencia final) SWEPT: 5,0-100,0

MIA: 1,0-10,0
RESON: 1,0-500,0

FST Start Frequency R/W PC (RF): 1,0-50,0
(Frecuencia inicial) SWEPT: 5,0-100,0
MIA: 1,0-10,0
RESON: 1.0-500.0

GMD Gage Mode R/W | PC_(RF)
(Modo de equipo) PC_SWEPT
MIA
RESON
GN1 Frequency Gain 1 R/W 0,0 100,0

(Ganancia de
frecuencia 1)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

GRT

Grid Type
(Tipo de
cuadricula)

R/W

OFF
10x10
FINE
COARSE
WEB

GTP

Gate Position
(Posicién de
puerta)

R/W

AUTO 0 0-7920,0

GIT

Gate Type
(Tipo de puerta)

R/W

SINGLE
DUAL

GAGECONFIGDAT
E

Gage Shipment
Date

(Fecha de
expedicion

del equipo)

MM/DD/YYYY

GAGEINITDATE

Gage Initial Power
Up Date (Fecha de
primera activacion
del equipo)

MM/DD/YYYY

HGN

Freq 1 Hor Gain
(Ganancia
horizontal de
frecuencia 1)

R/W

0,0

100,0

HPO

Horizontal Position
(Posicién
horizontal)

R/W

116

HR.

Hours (Horas)

23
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

HRN Alarm Horn R/W ON/OFF
Volume (Volumen
de pitido de
la alarma)
HWV Hardware Version R DxDDDD, donde D es
(Version de 0-9, A-F
hardware)
HW Hardware Version R DxDDDD, donde D es
(Version de 0-9, A-F
hardware)
ISN Instrument Serial R N/A N/A
Number
(Ntmero de serie
del equipo)
KEY Key Command W MAIN/DISPLAY/ALARM
(Tecla de comando) /MEMORY/SETUP/NUL/
ERASE/ SAVE/FREEZE/
AUTO-LIFT/REF/GAIN/
RUN/ENTER/ESCAPE/
NEXT/ FULL_NEXT/
A/B/C/D/E
KNOB Knob Command A% CCW/CW/UP/DOWN
(Comando de
rueda de ajuste)
KER Erase Display X N/A N/A
(Supresion de
visualizacion)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

LAN Language R/W GERMAN/JAPANESE/

(Idioma) CHINESE/RUSSIAN/
SWEDISH/ITALIAN/
PORTUGUESE/
NORWEGIAN/
HUNGARIAN/POLISH/
DUTCH/ CZECH

LDN Last F’illed Data R Max. number of files
Loc (Ultima (Méxima cantidad de
ubicacion de datos archivos)
llena)

LPN Last Filled Data Loc R Max. number of files
(Ultima ubicacién (Méxima cantidad de
de datos llena) archivos)

LNS Powerlink Status R N/A N/A
(Estado Powerlink)

MIN Minutes R/W 0 59
(Minutos)

MON Month R/W 1 12
(Mes)

MPC Powerlink Probe R String describing class
Class (Linea que describe el tipo
(Sonda de tipo de sonda)

Powerlink)

MPD Powerlink Probe R String describing mode
Mode (Linea que describe
(Modo de sonda el modo de sonda)
Powerlink)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

MPS Powerlink Probe R String of Serial Number
S/N # (Linea de N.°® de serie de
(N.2 de serie de sonda)
sonda Powerlink)

NAM Instrument Name R B600/B600M
(Nombre
del equipo)

OPTIONSKEY Set Option Key W String with Valid Code
(Tecla de ajuste de (Linea con el codigo
cddigo de opcidén) valido)

PCM Radix Point R/W | PERIOD (.)/COMMA (,)
(Punto radial)

PDR Probe Drive R/W | LOW/MEDIUM/HIGH
(Excitacion de
la sonda)

PEF Program Status R N/A N/A
(Estado de
programa)

PGL Ubicacion de R Selected filename
programa (Nombre de archivo

seleccionado)

PGM Up/Download R/W N/A N/A
Program
(Programa de carga
y descarga)

PGN Program Name R/W Selected file name
(Nombre de (Nombre de archivo
programa) seleccionado)

PRE Pre Amplifier R/W ON/OFF
(Preamplificador)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

POWERUP Total Operation R Number (Numero)
Time

(Tiempo total de
operacion)

PRINTSCREEN Screenshot R N/A N/A
(Captura de
pantalla)

REC Record R/W 0,1 60,0
(Registrar)

RDI Instrument Battery R N/A N/A
Current

(Alimentacién por
bateria de equipo)

RDV Instrument Battery R N/A N/A
Voltage (Tension de
alimentacién por
bateria)
RLK Lock R ON/OFF
(Bloquear)
RT1 Reading 1 Type R/W | OFF
(Tipo de lectura 1) AMP_VMAX
VP-P
HP-P
Phase (fase)
Amp_p-p
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

RT2 Reading 2 Type R/W | OFF
(Tipo de lectura 2) AMP_VMAX
VP-P
HP-P
Phase (fase)
Amp_p-p
RL1 Reading 1 Location R/W | TOP_LEFT
(Ubicacion de TOP_RIGHT
lectura 2) LEFT
RIGHT
BOT_CNTR
BOT_RIGHT
RL2 Reading 2 Location R/W | TOP_LEFT
(Ubicacion de TOP_RIGHT
lectura 2) LEFT
RIGHT
BOT_CNTR
BOT_RIGHT
RUNTIME Total Run Time R N/A N/A
(Tiempo de
ejecucion/visualiza
cién total)
SCT Scan Time (Tiempo R/W N/A N/A
de escaneo)
SEC Seconds R/W 0 59
(Segundos)
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

SNO Gage Serial R XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Number (N.¢ de donde X es 0-9, A-F
serie del equipo)

SRT Swept Rate R/W | LOW
(Frecuencia de MEDIUM
barrido) HICH

SW Software Version R N/A N/A
(Version de
software)

TIM Clock Time R XX:XX
(Tiempo/Hora)

TGT Gate Position R/W 0 59
(Posicién de
puerta)

TMD Trace Mode (Modo R/W DOT/BOX
de traza)

TMW Time Window R/W ON/OFF
(Ventana de hora)

Ull User Info 1 R/W | Max 40 Characters — No
(Informacién de spaces (Maximo de 40
usuario 1) caracteres, sin ningun

espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

Ul2 User Info 2 R/W Max 40 Characters — No
(Informacion de spaces (Maximo de 40
usuario 2) caracteres, sin ningtin

espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

UI3 User Info 3 R/W | Max 40 Characters — No
(Informacion de spaces (Maximo de 40
usuario 3) caracteres, sin ningtin

espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

Ul4 User Info 4 R/W | Max 40 Characters — No
(Informacion de spaces (Maximo de 40
usuario 4) caracteres, sin ningtin

espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

Ul5 User Info 5 R/W | Max 40 Characters — No
(Informacion de spaces (Maximo de 40
usuario 5) caracteres, sin ningin

espacio).
Use “{” character for space

(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

Ulé

User Info 6
(Informacion de
usuario 6)

R/W

Max 40 Characters — No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningtin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

uI7

User Info 7
(Informacion de
usuario 7)

R/W

Max 40 Characters — No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningtin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

UI8

User Info 8
(Informacion de
usuario 8)

R/W

Max 40 Characters — No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningtin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

UI9

User Info 9
(Informacion de
usuario 9)

R/W

Max 40 Characters —No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningiin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{»
para introducir

un espacio).
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

UI10

User Info 10
(Informacion de
usuario 10)

R/W

Max 40 Characters —No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningiin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{»
para introducir

un espacio).

UIl1

User Info 11
(Informacion de
usuario 11)

R/W

Max 40 Characters —No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningiin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{»
para introducir

un espacio).

UI12

User Info 12
(Informacion de
usuario 12)

R/W

Max 40 Characters —No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningiin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{»
para introducir un
espacio).

UI13

User Info 13
(Informacion de
usuario 13)

R/W

Max 40 Characters —No
spaces (Maximo de 40
caracteres, sin ningiin
espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{»
para introducir

un espacio).
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Tabla 5 Comandos remotos para el equipo BondMaster 600 (continuacion)

Ul14 User Info 14 R/W Max 40 Characters —No
(Informacion de spaces (Maximo de 40
usuario 14) caracteres, sin ningtin

espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

Ul15 User Info 15 R/W | Max 40 Characters —No
(Informacion de spaces (Maximo de 40
usuario 15) caracteres, sin ningtin

espacio).

Use “{” character for space
(Utilice el caracter «{» para
introducir un espacio).

VAP Variable R/W 0,0 10,0
Persistence
(Permanencia
variable)

VER Software Version R N/A N/A
(Version de
software)

VGN Freq 1 Vert Gain R/W 0,0 60,0
(Ganancia vertical
de frecuencia 1)

VPO Vertical Position R/W 0 100
(Posicion vertical)

VER_PIC PIC Version R N/A N/A
(Version PIC)

WD1 Width 1 (Ancho 1) R/W 360 10000

YR Year (Afio) R/W 2013 2100
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7.6 Control a distancia

El software BondMaster PC permite controlar a distancia el equipo BondMaster 600.
Esta funcién es especialmente ttil cuando el equipo debe ser utilizado en areas
cerradas y de altas temperaturas (cAmaras blindadas de contencion de radiacion
nuclear) o para fines de capacitacion.

Es posible activar la funcién de control a distancia del software BondMaster PC

al seleccionar la opciéon Remote Control, en el menti Device. Ver la Figura 7-12 en la
pagina 199. A continuacion, el cuadro dialogo Remote Command del software
mostrara una representacion de la parte frontal del equipo BondMaster 600 junto con
sus teclas y su pantalla. De esta manera, es posible controlar el equipo como si
estuviera delante de usted. Ver la Figura 7-14 en la pagina 224.

| NOTA |

Para mostrar la pantalla del equipo, primero debe hacer clic en el botén Refresh
Screen, que se encuentra dentro del cuadro de didlogo Remote Command.

Ver la Figura 7-14 en la pagina 224. Para efectuar verificaciones de ajustes
simultaneas, utilice la pantalla del equipo BondMaster 600 o un monitor auxiliar.
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Figura 7-14 Cuadro de dialogo Remote Command

Funcién de grado en el modo de control a distancia

En el modo de control a distancia, la rueda de ajuste se divide en dos regiones.
Al hacer clic en la parte superior de la rueda de ajuste, los valores de los parametros
aumentan; al hacer clic en la parte inferior, los valores de los parametros disminuyen.

Ver la Figura 7-15 en la pagina 225.
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Disminucion

Figura 7-15 Funcidn de grado con la rueda de ajuste

7.7  Administrador de archivos

El administrador de archivos del BondMaster PC permite nombrar los archivos
nuevamente, suprimirlos y consultarlos cuando estdn almacenados en el equipo
BondMaster 600.

Para acceder al administrador de archivos «File Manager»

€ En el ment Device del software BondMaster PC, seleccione la opcion File
Manager. Ver la Figura 7-16 en la pagina 226.

El cuadro de didlogo Manage File aparece. Ver la Figura 7-17 en la pagina 226.
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| BONDMASTER PC

Utilities  Misc  Help

Import from Device 3

*-; Export to Device

=

File Manager...

P

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...

Unlock Options...

Figura 7-16 Comando File Manager

X
— ']
File List |
File Name Create Date Mode:
) 11/08/2013 10:30a EDDY
19.29.26 01/13/2013 07:29p EDDY
m ] v
Refresh ile List | [ Delete | [ Remame || Recall || Close |

Figura 7-17 Cuadro de dialogo Manage File

Las siguientes funciones estan disponibles:
— Delete —sirve para suprimir los archivos en el equipo BondMaster 600.

— Rename —sirve para nombrar nuevamente los archivos del equipo
BondMaster 600. Esta funcién es extremadamente ttil al nombrar archivos
relacionados a una inspeccion especifica o a un cliente especifico.

— Recall —sirve para consultar los archivos del equipo BondMaster 600.
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— Refresh File List —sirve para refrescar la lista de archivos en el software
BondMaster PC.

Para bhorrar un archivo en el equipo BondMaster 600

1. Enel cuadro de didlogo Manage File, seleccione el archivo que desea suprimir;
después, haga clic en el boton Delete. Ver la Figura 7-17 en la pagina 226.

El cuadro de didlogo Confirmation aparecera y debera confirmar si desea
suprimir el archivo en el dispositivo. Ver la Figura 7-18 en la pagina 227.

2. Haga clic en el botén Yes para confirmar la supresion.
O
Haga clic en el boton No para cancelar la supresion del archivo.

I NOTA |
Al seleccionar el boton Yes para confirmar la supresion del archivo dentro del cuadro
de didlogo Confirmation, dicho archivo sera suprimido permanentemente.

Bl Manage Fie = | B ]
| File List: I

File Name (Create Date Mode
10_30_00 11/08/2013 10:30a EDDY
19 29 26 01/13/2013 07:29p EDDY
Confirmation { ‘
Are You Sure You Want to DELETE the Selected File on the Device?
Yes No
n ] »

Refresh File List__ | [ Delete | [ Rename || Recall |[ Close |

Figura 7-18 Cuadro de dialogo Confirmation para la supresion de un archivo
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Para nombrar nuevamente un archivo en el equipo BondMaster 600

1. Enel cuadro de didlogo Manage File, seleccione el archivo que desea renombrar;
después, haga clic en el boton Rename. Ver la Figura 7-17 en la pagina 226.

El cuadro de didlogo Rename aparece. Ver la Figura 7-19 en la pagina 228.

B -‘

New Name:

f10_30.00

Cancel ‘

Figura 7-19 Cuadro de dialogo Rename

2. Enel cuadro de didlogo Rename introduzca el nuevo nombre del archivo.

Por defecto, el equipo BondMaster 600 incluye el cronomarcador de formato
HH_MM_SS (Horas_Minutos_Segundos) en el nombre del archivo.

3. Haga clic en el boton OK para guardar el nuevo nombre de archivo.

Para consultar un archivo en el equipo BondMaster 600

1. Enel cuadro de didlogo Manage File, seleccione el archivo que desea consultar;
después, haga clic en el boton Recall. Ver la Figura 7-17 en la pagina 226.

El cuadro de didlogo Confirmation aparecera y debera confirmar si desea
consultar el archivo seleccionado. Ver la Figura 7-20 en la pagina 228.

Are You Sure You Want to RECALL the Selected File on the Device?

e

Figura 7-20 Mensaje solicitando la confirmacion para confirmar el archivo

2. Haga clic en el botdn Yes para confirmar la consulta del archivo.
O
Haga clic en el botén No para cancelar la consulta del archivo.
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| NOTA |

Cuando debe consultar un archivo almacenado en el dispositivo de memoria y hace
clic en el boton Yes, los ajuste anteriores seran reemplazados. Esta operacion es
irreversible.

Para refrescar la lista de archivos de programa

€ En el cuadro de didlogo Manage File haga clic en el boton Refresh File List. Ver
la Figura 7-17 en la pagina 226.

7.8  Opciones de desbloqueo

El software BondMaster PC permite actualizar el software operativo del equipo
BondMaster 600 mediante la clave de licencia. Esta tltima puede adquirirse por
Evident. Todos los modelos de los equipo BondMaster 600 cuentan con la misma
capacidad y funcionalidad de hardware (instrumentacion). Es posible actualizar la
funcionalidad de su equipo utilizando el pardmetro Unlock Options en el software
BondMaster PC. Ademas, no es necesario enviar el equipo a la fabrica para introducir
estas actualizaciones.

Para desbloquear las opciones

1. En el ment Device del software BondMaster PC, seleccione la opcion Unlock
Options. Ver la Figura 7-21 en la pagina 230.

El cuadro de didlogo Unlock Options se abre. Ver la Figura 7-22 en la pagina 230.
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. BONDMASTER PC

File | Dewvice | Utilities Misc Help

B Import from Device 3
[ — .
4; Export to Device
File Lt

File Manager...

T T

Issue Command...

Remote Control...

Capture Screen...
Unlock Options...

m

Figura 7-21 Comando de desbloqueo de opciones

2. Enel cuadro de dialogo Unlock Options introduzca la clave de licencia, y
seleccione el boton OK.

Enter a License Key to unlock instrument options:

Serial #013C-20AF-80C9-D&87 Ck | Cancel ‘

Figura 7-22 Cuadro de dialogo Unlock Options

3. Después, apague y vuelva a encender el equipo BondMaster 600.

Cuando el ciclo de encendido termina, la funciones desbloqueadas del equipo
BondMaster 600 se encontraran habilitadas y listas para ser utilizadas.

7.9 Copia de seguridad

El software BondMaster PC permite efectuar copias de seguridad o clonar los archivos
del equipo BondMaster 600. Las copias de seguridad de los archivos se almacenan en
la tarjeta de memoria microSD extraible del equipo BondMaster 600 del cual se
extraen dichas copias de seguridad.
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Para efectuar una copia de seguridad del equipo BondMaster 600

1. Asegurese de que la tarjeta de memoria microSD esté bien instalada en el equipo
BondMaster 600. Ver la Figura 7-23 en la pagina 231.

e . ()
— | (e |
Tarjeta de memoria g W e = Ranura de a tarjeta
microSD “ de memoria microSD
q |
L)L
|-

Figura 7-23 Ubicacidn de la tarjeta de memoria microSD

2. Enel menu Utilities del software BondMaster PC, seleccione el boton Backup. Ver
la Figura 7-24 en la pagina 231.

El cuadro de dialogo Backup aparece. Ver la Figura 7-25 en la pagina 232.

. BONDMASTER PC

Utilities

File  Device

M GyE

—_—

Misc  Help

Restore...
File Locaﬁor*:c:\l

Upgrade... I
4 [§ Data B (Da

& Files H

4 2 e Trfarmaatinn

Figura 7-24 Comando de copia de seguridad
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3. Enel cuadro de didlogo Backup, haga clic en el botén Start.

1
B Backup o
Click the Start Button to Start the Backup Process.

Start | Close |

Figura 7-25 Cuadro de dialogo Backup (botdn Start)

4. Cuando el cuadro de didlogo Confirmation aparece (ver la Figura 7-26 en la
pagina 232), haga clic en el botén OK para iniciar el proceso de respaldo (copia de
seguridad).

WARNING: Backup will save all the Files from this Device te the 5D Card.

To BACKUP this Device. Click OK, To Quit, Click Cancel.

Figura 7-26 Cuadro de didlogo Confirmation para confirmar el inicio
del proceso de respaldo (copia de seguridad)

5. Cuando la copia de seguridad ha finalizado, haga clic en el botén Close.
Ver la Figura 7-27 en la pagina 232.

Backup Completed: 19 File(s) are backup.

]

Figura 7-27 Cuadro de dialogo Backup (copia de seguridad completada)
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7.10 Restauracion

El software BondMaster PC permite restaurar o clonar facilmente los archivos

del equipo BondMaster 600 mediante la copia de seguridad de los archivos, que se
encuentran almacenados en el tarjeta de memoria microSD extraible del equipo.

Esta copia de seguridad de archivo se almacena separadamente del almacenamiento
interno del equipo; por ende, ésta puede modificar (reemplazar) la informacion que se
almacenada internamente (de ser necesario). Los archivos del equipo también pueden
ser clonados empleando esta copia de seguridad para, asi, crear una copia exacta, que
luego pueda ser transferida de un equipo a otro.

Para restaurar un equipo BondMaster 600

1. Asegurese de que la tarjeta de memoria microSD esté bien instalada en el equipo
BondMaster 600. Ver la Figura 7-23 en la pagina 231.

2. Enel ment Utilities del software BondMaster PC, seleccione el botén Restore. Ver
la Figura 7-28 en la pagina 233.

El cuadro de didlogo Restore aparece. Ver la Figura 7-29 en la pagina 233.

. BONDMASTER PC

File  Device |Utilities | Misc Help
Ty 4\; = Backup E
Restore...
File Locaﬁor*:c:\l %
Upgrade... I
4 [ Data Ed HDa
5 Files

4 2 e Trfarmaatinn

Figura 7-28 Comando Restore

3. Enel cuadro de didlogo Restore, haga clic en el botén Start.

Click the Start Button to Start the Restore Process.

Stat | Close | I

Figura 7-29 Cuadro de dialogo Restore (boton Start)
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4. Cuando el cuadro de didlogo Confirmation aparece (ver la Figura 7-30 en la
pagina 234), haga clic en el botén OK para iniciar el proceso de restauracion.

'WARNING: Restore will erase all Data on this Device. Device will be Shutdown
After Restore.

| 7o Restore the Device. Click 0K, To Qut, Click Cancel.

Figura 7-30 Cuadro de dialogo Confirmation para confirmar la restauracion

I NOTA |
La funcién de restauracion suprime todo el contenido de la memoria interna
del equipo, y lo sustituye con los datos contenidos en la tarjeta microSD extraible.

5. Cuando el proceso de restauracion ha finalizado, haga clic en el botén Close. Ver
la Figura 7-31 en la pagina 234.

Restore Completed 16 File(s)

Close | I

Figura 7-31 Cuadro de didlogo Restore (restauracion completada)
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8. Mantenimiento preventivo, diagnéstico y solucién
de problemas

El controlador de adhesion en materiales compuestos BondMaster 600 es un equipo
electronico de calidad industrial que requiere un mantenimiento minimo. La mayoria
de los procedimientos para solucionar los problemas o efectuar el mantenimiento

del equipo pueden ser realizados por el propio usuario. Sin embargo, si un problema
persiste, sirvase contactar con el servicio de asistencia técnica de Evident.

8.1  Bateria de iones de litio

Bajo condiciones normales de funcionamiento, el equipo puede ser alimentado por
baterias hasta ocho horas entre cada recarga (para operaciones estandares). Cuando
la bateria inicia a descargarse, el porcentaje de carga restante aparece en el indicador
de alimentacion por bateria. Cuando la carga de la baterias es insuficiente, el equipo
BondMaster 600 se desactivara automaticamente para prevenir dafios en la bateria.
Recargue la bateria con el cargador y el cable de alimentaciéon que han sido
suministrados con el equipo.

Carga de baterias

El indicador de tipo LED del cargador/adaptador (también cargador de bateria) se
ilumina de rojo cuando la bateria esta cargando y cambia al color verde cuando

la bateria esta completamente cargada. El tiempo de recarga aproximado es de dos a
tres horas.
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Reemplazo de la bateria

Las baterias recargables pierden la capacidad para mantener una carga completa
después de multiples cientos de cargas. Para obtener mayor informacién sobre

la manera de instalar la bateria, consulte la seccion «Bateria de iones de litio» en la
pagina 44 y la secciéon «Baterias alcalinas» en la pagina 45.

Eliminacion de baterias

Las baterias deben ser desechadas conforme a las leyes, normas y regulaciones de
su localidad o pais (consulte la seccién «Informacion importante: léala antes de usar el
producto» en la pagina 11).

8.2 Mantenimiento de la sonda y diagndsticos

Las sondas BondMaster 600 son fiables y duraderas mientras sean manipuladas
correctamente:

* No deje caer las sondas sobre superficies duras.
* No golpee las sondas contra otro objeto.
* Las sondas de resonancia deben ser siempre utilizadas con una cinta de teflén

sobre la superficie bajo inspeccion. Ademas de prolongar la vida util de
las sondas, esta medicién facilita su utilizacién.

e Las puntas estabilizadoras y activas de las sondas de emision- recepcion (pitch-
catch) deben ser controladas y reemplazadas frecuentemente, especialmente en el
caso de las puntas amovibles activas de las sondas.
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Apéndice A: Especificaciones

Este apéndice presenta las especificaciones BondMaster 600.

A1 Especificaciones generales y ambientales

La Tabla 6 en la pagina 237 brinda las especificaciones generales y ambientales.

Tabla 6 Especificaciones generales y ambientales

Categoria

Parametros

Descripcion

Carcasa

Dimensiones globales
(ancho x alto x

236 mm x 167 mm x 70 mm

profundidad)
Peso 1,70 kg con la bateria de iones de litio instalada.
Otros Correa de mano, instalada de fabrica, y etiqueta

posterior de instrucciones.
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Tabla 6 Especificaciones generales y ambientales (continuacion)

Categoria Parametros Descripcion
Condiciones | Temperatura de De -10 °C a 50 °C
ambientales funcionamiento

Temperatura de
almacenamiento

Con baterias: de 0°C a 50 °C
Sin baterias: de —20 °C a 70 °C

Grado de proteccion

Disefiado para cumplir con los requisitos IP66

Resistencia ante caidas

Método 516.6, Procedimiento IV segiin prueba de
26 caidas con embalaje de expedicion (solo en
el caso de productos portatiles).

Resistencia ante
impactos

Meétodo 516.6, Procedimiento I:

a) Para productos portatiles —6 ciclos por eje, 15 g,
onda sinusoidal de 11 ms, o

b) Para productos en linea/ de estante/ de
sobremesa —40 g en 3 caras (una vez cada cara).

Resistencia ante
vibraciones
sinusoidales

Método 514.6, Procedimiento I, Anexo C, Figura
514.6C5; exposicion general = 1 hora por cada eje.

Ambientes explosivos

Funcionamiento conforme a las condiciones de
seguridad definidas por la Clase I, Division 2,
Grupo D, tal como se estipula en el codigo de la
Asociacion Nacional de Proteccion contra el fuego
(del inglés, National Fire Protection Association)
[NFPA 70], Articulo 500; comprobado conforme
al estandar normativo MIL-STD-810F, Método
511.5, Procedimiento I.
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Tabla 6 Especificaciones generales y ambientales (continuacion)

Categoria Parametros Descripcion
Baterias Modelo de bateria 600-BAT-L-2 (Li-ion) [U8760058]
Tipo de baterias 1 sola bateria de iones de litio recargable o
baterias/pilas alcalinas de tamano AA (en
un portabaterias para ocho [8] pilas).
Temperatura de De 0 °C a 50 °C al 80 % de humedad relativa.
almacenamiento de
la bateria
Tiempo de carga de cuatro (4) horas mediante la carga suministrada por
la bateria el equipo o suministrada por el cargador de
baterias externo y opcional.
Duracién/autonomia de | Entre 8 a 9 horas.
la bateria
Tamafio de la bateria Aproximadamente 58,9 mm x 22,3 mm x 214,6 mm.
(ancho x alto x longitud)
Fuente de Tension de entrada de |24 V CC (60 W)
alimentacion | CC (DC-IN)
de CC externa

Conector de
alimentacién de CC

Circular, pin de 2,5 mm de diametro, positivo en
el centro.

Fuente de alimentacion
de CC externa (modelo
recomendado)

EP-MCA-X. El caracter «X» representa el tipo de
cable de tension. Consulte la Tabla 16 en la
pagina 252.
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Tabla 6 Especificaciones generales y ambientales (continuacion)

Categoria Parametros Descripcion
Pantalla Tamarfio (ancho x alto, 117,4 mm x 88,7 mm, 146,3 mm

diagonal)

Resoluciéon 640 x 480 pixeles (pantalla completa VGA)

Cantidad de colores 256

Tipo VGA completa a colores (640 x 480 pixeles), con
tecnologia LCD (pantalla de cristal liquido)
transflectiva

Angulos de Horizontal: de -80° a 80°

visualizacion Vertical: de -80° a 80°

Modos de pantalla Normal o completa

Cuadriculas y 5 cuadriculas disponibles (OFF, 10 x 10, FINE,

herramientas de COARSE y WEB) y marcos de definicién

visualizacion (reticulos), seleccionables por el usuario, en
la visualizacion XY.

Modos La disponibilidad de los modos depende

(todos los posibles) del modelo del equipo BondMaster 600 y de
los modos de funcionamiento seleccionados:
visualizacion RF (A-scan en funcién del tiempo
para representar las formas de ondas sin procesar
que se denominan «RF», o las envolventes de
amplitud de sefal que se denominan IMPULSE);
plano de impedancia simple (también denominado
punto flotante XY); pantalla dividida en RF y XY;
registro de grafico continuo o «Strip chart»
(denominado SCAN, para representar la amplitud
y fase en funcién del tiempo); pantalla dividida
XY + SCAN; SPECTRUM (amplitud y de fase en
funcién de la frecuencia), y pantalla dividida
XY + SPECTRUM.

Otros Estandares normativos | MIL Standard 810G, CE, RAEE, FCC (EE. UU.),

o directivas IC (Canadd), RoHS (China), RCM (Australia y
Nueva Zelanda), KCC (Corea)

Requisitos de energia | alimentacién principal de CA: de 100 VCA a120 V
CA, de200V CA a240V CA, de 50 Hz a 60 Hz

Garantia Limitada de un afo; afio de garantia adicional
disponible para la venta (W2-BONDMASTER600
[U8775337])

240 Apéndice A




DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

Especificaciones de entrada y salida

La Tabla 7 en la pagina 241 presenta las especificaciones para las sefales de entrada y

salida.
Tabla 7 Especificaciones de entrada y salida
Parametro Descripcion
USB Puerto USB 2.0 para conexiones de periféricos.
Salida de video Puerto de salida analogica VGA estandar.
Entrada/salida Puerto de entrada/salida de 15 pines (macho) con 6 salidas analégicas,

4 salidas de alarmas (pueden devenir entradas), y 2 sefales de
codificacion (futura ampliacidn).

La Tabla 8 en la pagina 241 describe todas las conexiones disponibles en el conector de
entrada y salida (I/O) de 15 pines. La Tabla 9 en la pagina 242 describe las conexiones
disponibles en el conector de salida VGA de 15 pines.

Tabla 8 Conector de entrada y salida (I/O) BondMaster 600 de 15 pines

Pines Senal Descripcion

1 AOUT_1 |Salida analdgica 1

2 AOUT_2 |Salida analdgica 2

3 AOUT 3 |N/A

4 AOUT 4 |N/A

5 AOUT 5 |N/A

6 AOUT 6 |N/A

7 GND Puesta a tierra

8 VDD Tension superior a5V

9 ENCD_INT | Interrupcién de codificador (ampliacién futura)

10 ENCD_DIR | Direccién de codificador (ampliacion futura)

11 GND Puesta a tierra

12 HW_IO_1 | Entrada/salida 1 de hardware: salida de alarma 1,
entrada genérica 1

Especificaciones
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Tabla 8 Conector de entrada y salida (I/O) BondMaster 600 de 15 pines

(continuacion)
Pines Senal Descripcion

13 HW_IO_2 | Entrada/salida 2 de hardware: salida de alarma 2,
entrada genérica 2

14 HW_IO_3 | Entrada/salida 3 de hardware: salida de alarma 3,
entrada genérica 3

15 HW_IO_4 | Entrada/salida 4 de hardware: salida de alarma 4,
entrada genérica 4

Tabla 9 Puerto de salida VGA BondMaster 600 de 15 pines®

Pines Senal Descripcion
1 VGA_RED Salida VGA roja
2 VGA_GREEN Salida VGA verde
3 VGA_BLUE Salida VGA azul
4 NC Sin conexién
5 GND Puesta a tierra
6 GND Puesta a tierra
7 GND Puesta a tierra
8 GND Puesta a tierra
9 NC Sin conexion
10 GND Puesta a tierra
11 NC Sin conexion
12 NC Sin conexion
13 LCD_HSYNC Sincronizacion
horizontal
14 LCD_VSYNC Sincronizacion vertical
15 NC Sin conexion

a. Configuracion de salida VGA estandar
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A.3  Especificaciones para el control de la adherencia

La Tabla 10 en la pagina 243 brinda las especificaciones técnicas relativas al control de
la adherencia.

Tabla 10 Especificaciones técnicas para el control de la adherencia

Categoria Parametro Descripcion
Conexiones para Conectores de sonda Fischer de 11 pines
el control de adherencia [, .tidad de entradas de | 1
sonda
Caracteristicas relativas | Tipos Sondas de emision- recepcion (PC), de
al control de adherencia andlisis de impedancia mecanica (MIA)

y de resonancia. El equipo
BondMaster 600 es totalmente
compatible con las sondas PowerLink
BondMaster 600 y las sondas
estandares BondMaster 600, como
también con otras sonda y accesorios
importantes de diferentes proveedores.

Ganancia De 0 dB a 100 dB, en incrementos de
0,1 dB a1 dB. Algunos modos de
inspeccion presentan limitaciones
dentro de este rango de valores.

Rotacion De 0° a 359,9° en incrementos de 0,1° a
1°.
Escaneo Variable de 0,520 s a 40 s. Algunas

configuraciones de pantalla presentan
limitaciones dentro de este rango de
valores.

Filtro de paso bajo De 6 Hz a 300 Hz. Algunos modos de
inspeccién presentan limitaciones
dentro de este rango de valores.

Excitacion de la sonda Niveles ajustables por el usuario [LOW
(bajo), MEDIUM (medio) y HIGH
(alto)].

Permanencia variable De0,1sal0s

Supresion de pantalla De0,1sa60s
variable
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A.4 Especificaciones del modo de impulso acustico y barrido en
emision y recepcion (pitch-catch)

La Tabla 11 en la pagina 245 brinda las especificaciones técnicas del modo de impulso
acustico y barrido en emisién-recepcidn (pitch-catch).
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Tabla 11 Especificaciones del modo de impulso actstico y barrido en emisién 'y
recepcion [pitch-catch]

Categoria

Parametro

Descripcion

Impulso actistico en
emision-recepcion

Modos de visualizacién
(tecla RUN):

visualizaciéon RF (A-scan en funcién
del tiempo para representar las formas
de ondas sin procesar que se
denominan «RF», o las envolventes de
amplitud de sefial que se denominan
«IMPULSE»); plano de impedancia
simple (también denominado punto
flotante XY); pantalla dividida en RF y
XY; registro de grafico continuo o
«Strip chart» (denominado SCAN —
sirve para representar la amplitud y
fase en funcién del tiempo), y pantalla
dividida XY + SCAN.

Banda de frecuencias

De 1 kHz a 50 kHz

Ganancia

Ganancia A-scan de RF (sefial sin
procesar): de 0 dB a 70 dB, en
incrementos ajustables de 0,1 dB o

1 dB. Un rango adicional de 0 dB a

60 dB esta disponible para

la visualizacién del punto flotante XY.

Ancho

De 360 us a 10 ms, en incrementos
ajustables 50 us.

Puertas

De 10 ps a 7920 ps, ajustable en
incrementos de 10 ps. Nuevo modo de
puerta AUTO. Esta detecta
automaticamente la amplitud de pico
desde la senal RF.

Ciclos

De 1 a 10, en incrementos ajustables de
1 ciclo.

Indice de repeticion

De 5 a 500 repeticiones por segundo, en
incrementos ajustables de 5 rep/s.

Grabacion de puntos

Hasta 25 grabaciones de puntos
definidos por el usuario.

Especificaciones 245



DMTA-10045-01ES, Rev. E, Septiembre de 2022

Tabla 11 Especificaciones del modo de impulso actstico y barrido en emisién 'y

recepcion [pitch-catch] (continuacion)

Categoria

Parametro

Descripcion

Barrido en emision y
recepcion (pitch-catch)

Modos de visualizacién
(tecla RUN):

Plano de impedancia simple (también
denominado punto flotante XY);
SPECTRUM (amplitud y fase en
funcion de la frecuencia) y pantalla
dividida XY + SPECTRUM.

Banda de frecuencias

De 5 kHz a 100 kHz

Ganancia

De 0 dB a 60 dB, en incrementos
ajustables de 0,1 dB.

Indice de barrido

Niveles ajustables por el usuario [LOW
(bajo), MEDIUM (medio) y HIGH
(alto)] para controlar la frecuencia de
repeticion.

Seguimiento de
frecuencia

Hasta dos marcadores ajustables por
el usuario para monitorizar dos
frecuencias especificas desde la figura
de barrido.

A5

Especificaciones técnicas de los modos de analisis

de impedancia mecanica y resonancia

La Tabla 12 en la pagina 247 brinda las especificaciones técnicas de los modos de
analisis de impedancia mecanica (MIA) y de resonancia.
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Tabla 12 Especificaciones técnicas del modo de andlisis de la impedancia mecdnica
y de resonancia

Categoria

Parametro

Descripcion

Andlisis de laimpedancia
mecanica

Modos de visualizacién
(tecla RUN):

plano de impedancia simple (también
denominado punto flotante XY);
registro de graficos continuos o «Strip
chart» (denominado SCAN —sirve para
representar la amplitud y fase en
funcién del tiempo), y pantalla
dividida XY + SCAN.

Asistente de calibracion

Ment de calibracion para determinar
la mejor frecuencia en cada aplicacion,
basandose en las simples medidas de
pieza incorrecta (BAD PART) y pieza
correcta (GOOD PART).

Banda de frecuencias

De 2 kHz a 50 kHz

Ganancia De 0 dB a 100 dB, en incrementos
ajustables de 0,1 dB.
Filtro de paso bajo De 6 Hz a 500 Hz

Grabacion de puntos

Hasta 25 grabaciones de puntos
definidos por el usuario.

Resonancia

Modos de visualizacién
(tecla RUN):

plano de impedancia simple (también
denominado punto flotante XY);
registro de graficos continuos o

«Strip chart» (denominado SCAN —
sirve para representar la amplitud y
fase en funcién del tiempo), y pantalla
dividida XY + SCAN.

Asistente de calibracion

Ment de calibracion para determinar
la mejor frecuencia segtin la respuesta
de sefial de la sonda.

Banda de frecuencias

De 1 kHz a 500 kHz

Ganancia De 0 dB a 60 dB, en incrementos
ajustables de 0,1 dB.
Filtro de paso bajo De 10 Hz a 500 Hz

Grabacién de puntos

Hasta 25 grabaciones de puntos
definidos por el usuario.
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A.6 Especificaciones técnicas de alarmas, conectividad y memoria

La Tabla 13 en la pagina 248 brinda las especificaciones técnicas de las alarmas, de
la conectividad y de la memoria.

Tabla 13 Especificaciones técnicas de las alarmas, la conectividad y la memoria

Categoria Parametro Descripcion
Alarmas Cantidad 3 alarmas simultaneas.
Tipos de alarma La disponibilidad de los tipos de
disponibles alarma depende del modelo del

BondMaster 600 y del modo de
operacion seleccionado. Alarma RF
(series de tiempo), BOX (cuadrado),
POLAR (circular), SECTOR (area),
SCAN (en funcién del tiempo) y SPEC
(espectro), mostrando la seleccion de
amplitud (AMPLITUDE) o fase
(PHASE).

Conectividad y memoria | Software de PC Software BondMaster PC, incluido en el
kit de serie del equipo BondMaster 600.
Este permite visualizar los archivos
almacenados e imprimir los informes.

Visualizacion integrada | Si, seleccionable con la rueda de ajuste

Almacenamiento de Hasta 500 archivos

datos

Senial de referencia Instantanea o mediante consulta de la
memoria

A.7  Especificaciones de la interfaz

La Tabla 14 en la pagina 249 brinda las especificaciones técnicas de la interfaz.
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Tabla 14 Especificaciones de la interfaz

Categoria

Parametro

Descripcion

Presentacion de
la interfaz

Idiomas

Inglés, espanol, francés, aleman,
italiano, japonés, chino, ruso,
portugués, polaco, neerlandés, checo,
hiingaro, sueco y noruego.

Colores

8 paletas para acomodar la
visualizacion segtin las condiciones de
iluminacion y preferencias del usuario.

Detalles de la interfaz

Modos del equipo

Impulso actistico en emisién-recepcion
(visualizacion RF o de impulso),
barrido en emision-recepcion, andlisis
de la impedancia mecanica (MIA) y
resonancia.

Estructuras de menus

Interfaz de nivel de ment simple que
contiene las pantallas de todos los
ajustes para una configuracion facil
dentro de un procedimiento
determinado.

Aplicaciones

Men de seleccion de aplicaciones para
una rapida y facil configuracion.

Lecturas en tiempo real

La disponibilidad de las lecturas
depende del modelo del

BondMaster 600 y del modo de
operacion seleccionado. Seleccion de
hasta 2 lecturas en tiempo real que
miden las caracteristicas de la senal
(seleccion de 4 medidas de amplitud y
1 medida de dngulo).
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Apéndice B: Accesorios, piezas de reemplazo y
actualizaciones

Desde la Tabla 15 en la pagina 251 hasta la Tabla 18 en la pagina 252 se detallan
los niimeros de referencia para los accesorios, los elementos de soporte, la piezas de
reemplazo, los cables de tensidn, las actualizaciones, la garantia y las guias de inicio

rapido del equipo BondMaster 600.

Tabla 15 Accesorios opcionales, elementos de soporte y piezas de reemplazo

Descripcion

N° de referencia

Arnés de pecho (4 puntos de conexion)

EP4/CH [U8140055]

Montaje de soporte del equipo para la serie de
productos 600 (pieza de reemplazo).

600-STAND [U8780296]

Amplificador adaptador de alarma externa.

N600-EXTALM [U8780332]

Cable VGA de 1,52 m para la serie de productos 600.

600-C-VGA-5 [U8780298]

Cable de comunicacion HD15, hembra, de término
tnico y 1,83 m de longitud.

DSUB-HD15-6 [U8780333]

Protectores de pantalla para la serie de productos 600
(paquete de 10 unidades).

600-DP [U8780297]

Funda para los equipos y accesorios de la serie de
productos 600 (version para rueda de ajuste).

600-SC-K [U8780334]

Cargador de bateria externo EPXT-EC-X (el usuario
debe seleccionar el cable de alimentacion).

El caracter «X» hace referencia
al tipo de cable de alimentacion
(ver la Tabla 16 en la pagina 252).

Correa de hombro

3319871 [U8906253]
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Tabla 16 Cables de alimentacion para EP-MCA-X y EPXT-EC-X .

Descripcion de las variables (X) del cable de N.2de
alimentacion referencia
A = Australia U8840005
B = Brasil U8769007
C = China U8769008
D = Dinamarca U8840011
E = Europa U8840003
I = Italia U8840009
J =Japdn; cable de alimentacion con certificacién U8908649
PSE.
K =Reino Unido U8840007
P =India, Pakistan, Sudafrica y Hong Kong U8840013
S = Corea del sur U8769009
U = Estados Unidos y Canada U8840015

Tabla 17 Actualizacion y garantia

Descripcion N° de referencia
Garantia extendida del producto W2-BONDMASTER600
BondMaster 600 (un afio adicional), [U8775337]

incluyendo la calibracién (no disponible en
todos los paises).

Actualizacion de B600 a B600M, incluyendo | B600-UPG-M [U8670219]
el cable par la sonda de resonancia

Tabla 18 Guia rapida de utilizacién y conceptos basicos - Todos los idiomas

Descripcion N° de referencia
Guia rapida del usuario B600 — Chino DMTA-10044-01ZH [U8670211]
Guia rapida del usuario B600 — Aleman DMTA-10044-01DE [U8670212]
Guia rapida del usuario B600— Inglés DMTA-10044-01EN [U8030413]
Guia rapida del usuario B600 — Francés DMTA-10044-01FR [U8670213]
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Tabla 18 Guia rapida de utilizacién y conceptos basicos - Todos los idiomas

(continuacion)

Descripcion

N° de referencia

Guia rapida del usuario B600 — Italiano

DMTA-10044-011IT [U8670214]

Guia rapida del usuario B600 — Japonés

DMTA-10044-01JA [U8670215]

Guia rapida del usuario B600 — Ruso

DMTA-10044-01RU [U8670216]

Guia rapida del usuario B600 — Espariol

DMTA-10044-01ES [U8670217]

Guia rapida del usuario B600 — Portugués

DMTA-10044-01PT [U8670218]

Accesorios, piezas de reemplazo y actualizaciones
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